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EDITORIALE 


loT e robotica “spingono” 
il mercato dell’embedded computing 

U na recente indagine condotta da Technavio ha preso in esame le principali tendenze nel 
campo del mercato dell'elaborazione embedded, un segmento che nel quinquennio 2018-2022 
dovrebbe fare registrare un incremento che si aggirerà attorno al 4% su base annua. 

Secondo gli analisti della società di ricerca l'elemento che farà da traino sarà rappresentato 
dall'loT, una rete di oggetti o dispositivi fisici interconnessi attraverso svariate tecnologie di rete. 
Essa consente il trasferimento di dati senza richiedere praticamente nessuna interazione tra esseri 
umani o tra questi ultimi e un sistema di elaborazione. I dispositivi che possono essere collegati a 
Internet al fine di migliorare le loro prestazioni sono comunemente denominati dispositivi connessi. Durante il periodo 
preso in considerazione dall'analisi, il settore dei dispositivi connessi sarà caratterizzato da una crescita molto sostenuta 
che, a sua volta, avrà effetti benefici sulla crescita del mercato dell'elaborazione embedded. 

Anche la robotica avrà un ruolo importante nella crescita del mercato globale dell'elaborazione embedded. Utilizzati 
inizialmente dall'industria automobilistica, i moderni robot sono caratterizzati da un livello di flessibilità tale da poter 
gestire diversi compiti anche abbastanza complessi. Questa versatilità ne ha favorito la diffusione in differenti settori 
industriali, da quello militare e della difesa, a quello medicale fino ad arrivare all'elettronica. La crescente adozione 
dei robot ha un effetto positivo anche su un altro importante mercato, quello della visione artificiale, per il quale sono 
previsti trend di crescita interessanti. In base ai dati forniti da Vdma in Germania, ad esempio, le vendite di sistemi per 
la visione artificiale sono aumentate del 18% nel 2017, con una previsione di crescita di un ulteriore 10% quest'anno. 
Tornando all'indagine di Technavio, il mercato dei sistemi di elaborazione embedded è stato diviso in tre grandi cate¬ 
gorie di prodotti: Sbc (Single Board Computer), moduli Com e schede stand-alone. Nel 2017, i computer su scheda 
singola hanno detenuto la maggior quota di mercato con circa il 39%, che dovrebbe comunque decrescere in misura 
pari all'8% entro il 2022. Per quell'anno si dovrebbe verificare il sorpasso dei moduli Com sugli Sbc, che sono quindi 
destinati a diventare i prodotti di punta dell'intero settore con una quota vicino al 40%. A livello geografico, la regione 
America deteneva una market share del 49%, mentre da qui al 2022 la regione Emea sarà quella che farà registrare, 
con il 5%, il maggior tasso di crescita su base annua. 



Baiu w wBwaatsul 

filippo.fossati@fieramilanomedia.it 
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i.MX 8K: un “concentrato” 
di funzionalità 

Contraddistinto da bassissimi consumi, elevata affidabilità e integrazione 
di numerose caratteristiche di sicurezza funzionale, il processore i.MX 8X 
è ora disponibile sui moduli in formato SMARC 2.0 e Qseven di congatec che 
garantiscono a tutti gli sviluppatori che utilizzano architetture ARM una maggiore 
sicurezza in fase di progetto e una notevole semplificazione della fase 
di implementazione del nucleo (core) di elaborazione nonostante il più elevato 
grado di complessità 



Fig. 1 - Il nuovo processore i.MX 8X di NXP è disponibile, ora solo in campioni, 
sui moduli COM (Computer-on-Module) di congatec: la disponibilità in volumi 
avverrà in concomitanza con l’avvio della produzione in serie di questo 
processore da parte di NXP 


Martii^anzer 

conaate^' 1 ' « . 'V 


G sviluppatori * sieteml 
embedded hanno già da tempo 
focalizzato la loro attenzione su 
i.MX8, la famiglia di processori 
di punta sviluppata da NXP. Ac¬ 
canto a questa la società ha ora 
reso disponibile la serie i.MX 8X 
che amplia la famiglia i.MX8 con 
versioni a basso consumo carat¬ 
terizzate da un elevato grado di 
affidabilità, dotate di 2 o 4 core 
di processore ARM Cortex-A35 
con certificazione SIL 3 opzionale. Dispositivi, 
apparati e macchinari industriali che richiedono 
un elevato livello di sicurezza funzionale sono al¬ 
cune tra le applicazioni tipiche della versione 8X 
di questi processori, particolarmente robusti ed 
efficienti in termini energetici. 

Core ARM a elevata efficienza 

La versione 8X di questi processori, che integra¬ 
no i core più efficienti finora sviluppati da ARM, 
possono anche operare nell’intervallo di tempera¬ 
ture esteso compreso tra -40 e +85 °C e risultano 
quindi adatti all’uso in applicazioni esterne e in 


veicoli mobili. Caratterizzati da consumi inferio¬ 
ri a 3 W durante il funzionamento normale e da 
un TDP (max.) compreso tra 3-4 W, tali disposi¬ 
tivi sono idonei anche all’impiego in applicazioni 
che non prevedono l’uso di ventole e alimentate a 
energia fotovoltaica. Grazie alla ricchezza di fun¬ 
zionalità grafiche, video, audio e vocali, i nuovi 
processori targati NXP sono ideali per l’imple- 
mentazione di interfacce HMI, dispositivi porta¬ 
tili e tablet rugged. Le funzioni di elaborazione 
delfimmagine integrate consentono l’uso di que¬ 
sti nuovi processori in applicazioni di analisi vi¬ 
deo e permettono di sfruttare la tecnologia delle 
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Tabella 2 - Le principali differenze tra i processori Ì.MX8 e i.MX 8X 

Supporto per i processori i.MX 8 / i.MX 8X su SMARC 2.0 e Qseven 


Ì.MX8 (Alte prestazioni) 

Ì.MX8X (Bassi consumi) 

Core 

4 Cortex A53 

4/2 Cortex A35 

2 Cortex A72 


2 Cortex M4F 

1 Cortex M4F 

Certificazione SIL 


SIL 3 con supporto DDR3 incluso ECC 

Memoria 

LPDDR4 o DDR4 

LPDDR4 o DDR3L con ECC [sicuro] 

Grafica 

GPU 

2 GPU indipendenti (VM1 + VM2] con 4-8 shader core 
ciascuna 

1 GPU con 2-4 shader core 

2 x GC7000XSVX 

GC7000Lite or GC7000UltraLite 

Librerie GPU 

2 x GC7000XSVX 

GC7000Lite or GC7000UltraLite 


OpenGL ES 

OpenGL ES 


□penCL 

OpenCL 


Vulkan 

Vulkan 


□penVX 


Numero max. 
di display supportati 

4 HD (1080 p] o 1 x 4k su SMARC 2.0 

3 HD [1080 p] o 1 x 4k su Qseven 

Fino a 3 di cui 2 con risoluzione 1080p [Full HD] 

+ 1 con risoluzione WVGA (864x480 pixel] 

Ingressi per telecamere/video 

1 HDMI 1.4 con HDCP; 2 MIPI CSI (4 canali] 

1 MIPI CSI (4 canali] 

VPU (Video Processing 
Engine] 

Decodifica 4K h.265, 

Codifica/decodifica 1080p h.264 

Decodifica 4K h.265, 

Codifica/decodifica 1080p h.264 

Connettività 

PCIe 

2 canali PCIe 3.0 (1x 2 or 2x1] 

1 PCIe 3.0 

Gigabit Ethernet 

2 Gigabit con supporto 1588 opzionale 
per Ethernet real-time 

2 Gigabit con AVB (Audio Video Bridging] 

e supporto 1588 opzionale per Ethernet reai time 

USB 

1 USB 3.0 + 2 USB 2.0 

1 USB 3.0 + 2 USB 2.0 

SATA 

1 SATA 3.0 [o PCIe Lane] 


CAN 

3 CAN/CAN FD 

3 CAN/CAN FD 

UART 

5 

4 

SPI 

4 

4 

Sound 

IxSPDIF [Tx/Rx]; IxASCR 

SPDIF, 2x ASRC, 

Analog Digital Converter 

2x 12 bit 

1x 12 bit 


reti neurali in applicazioni quali riconoscimento 
degli oggetti e “situational awareness” (ovvero 
che richiedono un certo livello di consapevolezza 
dell’ambiente operativo). 

Processori versatili con un occhio di riguardo 
sui veicoli mobile 

La gamma di applicazioni è alquanto varia e diver¬ 
sificata: piccoli sistemi di automazione e controllo 
industriali come PLC, controllori di I/O, robotica e 
sistemi di manipolazione; apparecchiature per la 
gestione degli edifici, sistemi di monitoraggio dei 
pazienti, cruscotti per l’uso nel campo della intra- 


logistica e in ambito automotive e apparati di info- 
tainment a bordo di aerei e treni; applicazioni IoT, 
M2M e telematiche che prevedono l’uso di dispo¬ 
sitivi distribuiti alquanto diversificati tra di loro 
fino ad arrivare ai sistemi di sorveglianza video 
“intelligenti” distribuiti. Se equipaggiati con i nuo¬ 
vi processori i.MX 8X, questa pluralità di dispo¬ 
sitivi garantirà prestazioni nettamente superiori 
rispetto a quelle che solo fino a pochi anni erano 
offerte dai tablet di fascia alta. Grazie anche al 
prezzo sempre più competitivo, il numero di nuovi 
mercati e di possibili settori applicativi è destinato 
ad aumentare considerevolmente. 
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Fig. 3 - congatec propone le versioni i.MX8 e i.MX 8X sui propri moduli nei formati SMARC 2.0 e Qseven. E’ anche 
prevista la disponibilità di schede carrier realizzate su specifiche del cliente nonché la possibilità di realizzare progetti 
full-custom 


Elevata scalabilità a livello 
di piedinatura e software 

Poiché il nuovo processore i.MX 8X di NXP in¬ 
tegra tutti i principali sottosistemi e architettu¬ 
re dei componenti, la serie i.MX8 di fascia alta, 
gli sviluppatori possono trarre notevoli vantaggi 
dalle numerose opzioni in termini di scalabilità, 
oltre che dalla possibilità di riutilizzare la mag¬ 
gior parte del software. A questo punto è utile 
analizzare quali sono le principali differenze tra 
le famiglie i.MX8 e i.MX 8X. In primo luogo è uti¬ 
le sottolineare che nessuna versione ha qualcosa 
da spartire con la serie i.MX 8M, già disponibi¬ 
le in volumi di produzione. Quest’ultima è sta¬ 
ta espressamente concepita per l’uso in sistemi 
televisivi e set-top-box ed è quindi destinata ad 


EMBEDDED 70 • NOVEMBRE • 2018 


applicazioni nel settore dell’elettronica consu¬ 
mer, che ha esigenze completamente differenti 
rispetto a quelle del mondo industriale dove, ad 
esempio, il supporto all’interfaccia LVDS è anco¬ 
ra importante. In questo articolo saranno prese 
in considerazione solo le due versioni i.MX8 e 
i.MX 8X per le quali aziende come congatec for¬ 
niscono supporto a livello di moduli e di schede 
embedded. 

Core di elaborazione “snelli” ma sicuri 

Oltre al già menzionato supporto (opzionale) per 
le norme SIL (ovvero quelle norme che si colloca¬ 
no nell’ambito delle normative di sicurezza fun¬ 
zionale relative a dispostivi elettrici ed elettro¬ 
nici programmabili) offerto da i.MX 8X, un’altra 
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differenza è rappresentata dall’uso dei core ARM 
Cortex-A35 al posto dei core ARM Cortex-A53 
di i.MX8. Non è previsto l’utilizzo di processori 
ARM Cortex-A72 e l’insieme di caratteristiche 
globale è più ridotto e quindi maggiormente ef¬ 
ficiente in termini energetici: il consumo di i.MX 
8X è di soli 3-4 W rispetto ai 12 W di un proces¬ 
sore i.MX8 corredato di tutte le funzionalità pre¬ 
viste. i.MX 8X è disponibile in configurazioni con 
2 o 4 core Cortex-A35 e un core Cortex-M4F con 
unità di calcolo in virgola mobile (FPU - Floating 
Point Unit) e DSP integrati per l’elaborazione di 
processi (task) critici come la gestione della mo¬ 
dalità “fallback” di una telecamera, come pure il 
wake-up e il monitoraggio di un sistema. i.MX8, 
dal canto suo, è equipaggiato con un massimo di 
8 core (4 A53, 2 A72 e 2 M4F) e mette a disposi¬ 
zione un insieme di caratteristiche decisamente 
avanzato come ad esempio il supporto di memo¬ 
rie LPDDR4 a estesa ampiezza di banda e molto 
efficienti in termini energetici e DDR3 con ECC 
(opzionale). 


Feature 

i.MX 8DualXPIus/ 
i.MX 8QuadXPIus 

i.MX 8DualX 

ARM» 

Core 

2 x Cortex-A35 
(i.MX 8DualXPIus) 

4 x Cortex-A35 
(i.MX 8QuadXPIus) 

2 x Cortex-A35 

ARM 

Core 

1 x Cortex-M4F 

1 x Cortex-M4F 

DSP 

Core 

Tensilica® HiFi 4 DSP 

Tensilica HiFi 4 DSP 

DRAM 

32-bit DDR3L 
(ECC option)/ 
LPDDR4 (no ECC) 

16-bit DDR3L (ECC 
option)/ LPDDR4 
(no ECC) 

GPU 

1 x GC7000Lite 

1 x GC7000UltraLite 

VPU 

4K h.265 dee, 1080p 
h.264 enc/dec 

1080p h.264 enc/dec 

Ethernet 

2 x Gigabit with AVB 

1 x Gigabit with AVB 

1 x 10/100 

USB 

with 

PHY 

1 x USB 3.0 (can be 
used as USB 2.0) 

1 x USB 2.0 

2 x USB 2.0 


Fig. 4-1 moduli SMARC 2.0 e QSeven con processore i.MX 
8X sono disponibili in tre differenti versioni 

(Fonte: NXP Factsheet) 


Grafica affidabile e ad alte prestazioni 

Il processore Ì.MX8X è in grado di gestire fino a 3 
display indipendenti e dispone di 1 porta SPDIF e 
2 ASRC per dispositivi audio che supportano nu¬ 
merosi codec per applicazioni di riconoscimento 
del parlato e interazioni senza contatto. Per quan¬ 
to riguarda la parte video è previsto il supporto di 
due display con risoluzione Full-HD (1080p) e di 
un terzo display con risoluzione WVGA (864x480 
pixel). L’engine di elaborazione video (VPU) inte¬ 
grato può gestire la codifica/decodifica di video con 
risoluzione 1080p nel formato H.264 così come la 
decodifica di video di risoluzione 4K nel formato 
H2.265. Un’altra importante caratteristica da sot¬ 
tolineare è il partizionamento delle risorse basato 
su hardware che consente la separazione dei core 
grafici e dei processori, rendendo in tal modo pos¬ 
sibile l’esecuzione di più applicazioni indipenden¬ 
ti su un unico chip. Unitamente al supporto per 
hypervisor, gli sviluppatori possono beneficiare di 
una maggiore flessibilità nello sviluppo di sistemi 
affidabili, una caratteristica questa molto apprez¬ 
zata ad esempio nelle applicazioni a bordo veicolo: 
nel caso di malfunzionamento del sistema di info- 
tainment la telecamera posteriore può continuare 
a operare senza problemi in modalità s/w. Lo stes¬ 
so principio si può estendere ai sistemi di controllo 
utilizzati in applicazioni di automazione. 

Una vasta scelta di interfacce, 
compresa Ethernet real-time 

Il core è in grado di supportare una interfaccia PCIe 
3.0 per garantire la massima flessibilità in termini 
di espansione, oltre a una porta USB 3.0, 2 USB 
2.0, 3 CAN, 4 UART, 4 SPI e un’interfaccia per 
convertitore A/D a 12 bit. Le due interfacce Gigabit 
Ethernet disponibili sono ideali per la connessione 
in rete (in direzione sia orizzontale sia verticale) 
nelle applicazioni di automazione. Grazie al sup¬ 
porto (opzionale) per le comunicazioni in real-time 
conformi allo standard IEEE 1588 attraverso il pro¬ 
tocollo TSN, questo core è già predisposto per l’uso 
nelle applicazioni tipiche di Industry 4.0 e IoT: in 
una cella di produzione, ad esempio, sarà possibile 
sincronizzare parecchi braccia/robot di saldatura in 
tempo reale attraverso Ethernet. Nel caso del core 
i.MX 8X, un supporto di questo tipo può essere im¬ 
plementato grazie al dispositivo Atheros di Qual- 
comm, un’opzione prevista per i moduli di congatec. 
Per lo streaming video attraverso Ethernet è previ- 
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Fig. 5 - Martin Danzer, 
Director Product 
Management 

sto il supporto dello 
standard AVB (Au¬ 
dio Video Bridging), 
una peculiarità 
quest’ultima che ri¬ 
sulta utile anche in 
altre applicazioni 
come ad esempio i 
lettori utilizzati nell’ambito della cartellonistica di¬ 
gitale (digitai signage) e le telecamere di sicurezza 
collegate attraverso GbE. 

Riconoscimento dell’immagine e deep learning 

Per le applicazioni basate su video, il processore 
i.MX 8X rende disponibile, tra le altre, un’inter¬ 
faccia MIPI-CSI a 4 canali (lane). Le GPU con 2 o 
4 shader core Vec4 (GC7000Lite o GC7000Ultra- 
Lite) supportano le librerie OpenGL ES, OpenCL, 
OpenVG e Vulkan per l’elaborazione parallela dei 
dati oltre all’uscita grafica. I settori d’impiego tipi¬ 
ci sono quelli che richiedono la percezione del con¬ 
testo operativo (situational awareness) con ricono¬ 
scimento delle immagini così come le applicazioni 
di intelligenza artificiale e apprendimento profon¬ 
do (deep learning) utilizzate per l’apprendimento 
automatico (machine learning). Nel caso questo 
insieme, peraltro molto ampio, di funzionalità di 
i.MX 8X non risultasse sufficiente a soddisfare 
le esigenze della particolare applicazione consi¬ 
derata, sicuramente il “fratello maggiore” i.MX8 
disporrà di tutte le funzionalità in grado di rispon¬ 
dere alle aspettative dell’applicazione stessa. 

Affidabilità e sicurezza senza compromessi 

Complessivamente entrambe le versioni dei proces¬ 
sor presi in considerazione nell’articolo assicurano 
una maggiore affidabilità grazie alla tecnologia 
FD-SOI (Fully-Depleted Silicon-On-Insulator) im¬ 
piegata per la loro realizzazione. Grazie ad essa, 
questi “application processor” (ovvero i processori 
applicativi) costruiti sfruttando questo processo 
sono caratterizzati da un MTBF nettamente supe¬ 
riore rispetto a quello che era possibile ottenere con 
le tecnologie precedenti. Inoltre, è possibile ridurre 
il rischio di fenomeni di latch-up grazie all’elevata 
immunità del processo FD-SOI agli errori soft (ov¬ 


vero di natura transitoria). Tutte queste caratteri¬ 
stiche, unitamente alfintegrazione di funzionalità 
di sicurezza avanzate come ad esempio HAB (High 
Assurance Boot), timer TPM, algoritmi di cifratu¬ 
ra avanzati e fino a un massimo di 10 pin in grado 
di rilevare tentativi di manomissione di tipo attivo 
e passivo, fanno dei processori i.MX8 la base ide¬ 
ale per lo sviluppo di piattaforme di elaborazione 
embedded ad alta affidabilità ed estremamente ef¬ 
ficienti dal punto di vista energetico. 

Semplificare l’implementazione 
di tecnologie complesse 

Spesso coloro che sono impegnati nello svilup¬ 
po di dispositivi che utilizzano fattori di forma 
ridotti (SFF) hanno esigenze specifiche che non 
possono essere soddisfatte dalla schede stan¬ 
dard esistenti. Solitamente queste ultime non 
sono in grado di fornire le prestazioni richieste 
e non dispongono delle interfacce necessarie per 
consentire di iniziare immediatamente la fase di 
sviluppo. Questo è il motivo per cui gli sviluppa¬ 
tori sono alla ricerca del mezzo più efficiente per 
realizzare le loro soluzioni. Essi si pongono il pro¬ 
blema se devono sviluppare tutto “in proprio” o 
possono anche ricorrere a componenti standard 
(off-the-shelf). In quest’ultimo caso, il quesito da 
porsi è legato alla scelta dei componenti. Poiché 
il nucleo di elaborazione è innanzitutto un mezzo 
tramite il quale conseguire un determinato scopo 
e non richiede nessun adattamento ulteriore, i 
moduli COM (Computer-On-Module) industria¬ 
li conformi agli standard SMARC 2.0 o Qseven 
rappresentano senza dubbio una valida soluzio¬ 
ne. Poiché si tratta di moduli di tipo “application- 
ready”, il core di elaborazione ad alte prestazioni 
può essere installato mediante una semplicissi¬ 
ma operazione di “plug&play”. Per gli sviluppa¬ 
tori il progetto risulta in tal modo enormemente 
semplificato, poiché a questo punto ciò che resta 
da fare è la messa a punto delle interfacce spe¬ 
cifiche sulla scheda carrier. I moduli COM stan¬ 
dard rappresentano la soluzione ideale anche nel 
caso di progetti “full custom” in quanto il core di 
elaborazione può essere facilmente abbinato con 
le schede carrier. Un vantaggio da non sottovalu¬ 
tare legato all’uso dei moduli è rappresentato dal 
fatto che è possibile eseguire lo scaling, passan¬ 
do da Ì.MX8-X alla serie di fascia alta Ì.MX8-M, 
sempre utilizzando moduli in formato SMARC 
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2.0 o Qseven, anche se i processori non sono com¬ 
patibili a livello di pin e quindi richiederanno un 
loro design specifico. 

Schede carrier per l'avvio immediato del progetto 

Gli sviluppatori possono quindi avviare immediata¬ 
mente il progetto della loro applicazione grazie alle 
schede carrier di valutazione e all’ampio ecosistema 
software disponibile con la scheda e i moduli sotto 
forma di bootloader personalizzati e BSP (Board 
Support Package). Sfruttando le schede carrier, è 
possibile sviluppare i primi prototipi e piccole serie, 
mentre il core di elaborazione può essere abbinato 
con la scheda carrier in modo da determinare il pun¬ 
to di break-even (ovvero il punto di pareggio) e valu¬ 
tare la convenienza tra una soluzione basata su mo¬ 
dulo COM/scheda carrier e un progetto full-custom. 
Poiché il core di elaborazione è di tipo “application 
ready”, i rischi di progetto sono ridotti fin dalla fase 
iniziale. Un ulteriore vantaggio dei moduli COM è 
derivato dal fatto che essi possono essere disponibili 
per scopi di valutazione da aziende come appunto 
congatec prima dell’avvio della produzione di serie 
dei processori da parte di NXP. Tutti le aziende che 
adottano stategie di tipo “first-to-market” per i loro 
sistemi basati sui processori i.MX8 saranno sicura¬ 
mente avvantaggiati dall’uso dei moduli COM nei 
formati SMARC 2.0 e Qseven di congatec. Disponi¬ 
bili sotto forma di super-componenti, essi integrano 
tutto ciò che è necessario per uno sviluppatore che 
intenda utilizzare i.MX8 in un package “application 
ready” e risultano estremamente semplici da imple¬ 
mentare anche nel caso di progetti full-custom. 

Supporto: un elemento cruciale 
per i prodotti standard 

A questo punto è utile sottolineare che si se vuole 
passare da un prodotto standard a una piattafor¬ 
ma ottimizzata per una specifica applicazione, 
l’utilizzo della piattaforma hardware più idonea 
da solo non è sufficiente, in special modo nel caso 
si tratti di progetti basati su processori ARM. 
Per questa ragione, congatec mette a disposizio¬ 
ne un ecosistema software completo per i propri 
componenti standard, che viene fornito a corredo 
dell’hardware unitamente al supporto persona¬ 
lizzato all’integrazione, un servizio a disposizione 
degli sviluppatori OEM che possono così espleta¬ 
re i loro specifici compiti in modo più semplice ed 
efficiente. Nello stesso tempo congatec si propo- 


Ulteriori link: 

Il whitepaper di congatec “Device development 
with SMARC 2.0” che fornisce una rapida intro¬ 
duzione allo sviluppo delle schede carrier utiliz¬ 
zando il formato SMARC 2.0 può essere scari¬ 
cato aN’indirizzo: 

https://www.congatec.com/technologies/device- 
development-with-smarc-20. html 

ne come un partner a 360° in grado di soddisfare 
tutte le esigenze di elaborazione embedded degli 
OEM. Il TSC (Technical Solution Center) della 
società offre servizi aggiuntivi relativi alle piat¬ 
taforme hardware ed è in grado di proporre una 
gamma di soluzioni molto ampia e articolata. 

I servizi offerti dal TSC spaziano dalla personaliz¬ 
zazione dell’UEFI (il successore del tradizionale 
BIOS) e la configurazione del bootloader allo svi¬ 
luppo di firmware personalizzato, all’analisi delle 
problematiche legate all’utilizzo delle varie distri¬ 
buzioni di Linux (real-time) ai progetti custom che 
utilizzano i sistemi operativi di QNX e Green Hills. 
La gamma di servizi comprende anche la scelta dei 
componenti più adatti per le schede carrier — ad 
esempio per la certificazione SIL del progetto del si¬ 
stema - oltre a test di conformità di segnali ad alta 
velocità, simulazioni termiche, calcolo dell’MTBF e 
servizi di debug di soluzioni specifiche. L’obiettivo 
è mettere sempre a disposizione dei clienti il sup¬ 
porto più efficiente e pratico durante l’intera fase 
del ciclo di sviluppo, dall’ingegnerizzazione dei re¬ 
quisiti alla produzione in volumi. Come accennato 
prima, un servizio veramente “360°”. Un’ultima 
(utile) considerazione. Nel momento in cui ci si 
trova a dover scegliere tra Qseven e SMARC 2.0, 
congatec consiglia di sviluppare i nuovi progetti uti¬ 
lizzando quest’ultimo fattore di forma che, rispetto 
a Qseven, garantisce una più elevata densità di in¬ 
tegrazione e dispone di un maggior numero di ri¬ 
sorse grafiche. Qseven, dal canto suo, è adatto per i 
progetti o le soluzioni esistenti con requisiti grafici 
meno spinti. Ciò vale anche per la disponibilità sul 
lungo termine, perché questo fattore di forma è an¬ 
cora la “punta di diamante” in termini quantitativi. 

CONGATEC 

www.congatec.com 
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Scheda per design di riferimento di stadi 
PFC che utilizza dispositiui GaN 


Alessandro Nobile 


Future Electronics, ha 

annunciato l’introduzione 
della piattaforma di svi¬ 
luppo Gandalf, che si pro¬ 
pone come un modello di 
riferimento (blueprint) per 
la progettazione di circuiti 
PFC (Power Factor Cor- 
rection) di tipo bridgeless 
(ovvero che non prevedono 
l’uso di ponti) ad alte pre¬ 
stazioni per carichi fino a 
1 kW. Questa piattaforma 
sfrutta le eccellenti carat¬ 
teristiche, in termini di 
prestazioni, dei component 
di potenza realizzati in 
nitruro di gallio (GaN) e i 
vantaggi del controllo di¬ 
gitale reso possibile dalla 
presenza del DSC (Digital 
Signal Controller) dual-co- 
re di ultima generazione di Microchip. Questa scheda per design di riferimento utilizza i commutatori 
di potenza HEMT X-Gan di Panasonic, caratterizzati da bassi valori di capacità di uscita e assenza 
di perdite in fase di recupero inverso, che sono realizzati utilizzando in nitruro di gallio, un materiale 
semiconduttore ad ampio bandgap (WBG). In grado di operare con tensioni di ingresso universali (il 
range è compreso tra 85 V e 265 V AC), la scheda può raggiungere un fattore di potenza >0,98, mentre 
l’efficienza dello stadio PFC è migliore del 99%. La correzione del fattore di potenza (PFC - Power Fac¬ 
tor Correction) è ampiamente utilizzata negli alimentatori AC-DC con potenza di ingresso superiore 
a 75 W. Il circuito PFC controlla la corrente di ingresso per sincronizzarla con la tensione di ingresso 
e minimizzare le perdite di potenza reattiva. Ai progettisti di sistemi di potenza viene richiesto di 
ottenere livelli di efficienza sempre più elevati per l’intero circuito di conversione AC-DC. Per quanto 
riguarda lo stadio PFC, la ricerca di una maggiore efficienza ha portato i progettisti a concentrare 
la loro attenzione su varie topologie di circuiti PFC di tipo bridgeless, che permettono di eliminare il 
ponte di diodi rettificatori (e le relative perdite di potenza) all’ingresso dello stadio PFC stesso. 

Topologia totem-pole 

Nel progetto della scheda GaNdalf, Future Electronics ha implementato una topologia PFC 
di tipo totem pole bridgeless che, oltre a garantire un’elevata efficienza, fa ricorso a un nume¬ 
ro ridotto di componenti. A causa delle scarse prestazioni dei tradizionali MOSFET a supergiun- 
zione in silicio in questa topologia di tipo “hard switched”, Future Electronics ha deciso di uti¬ 
lizzare per il suo circuito PFC due commutatori PGA2E07BA della serie X-Gan di Panasonic. 
Per implementare il controllo digitale, ovvero la metodologia di controllo più utilizzata per la topologia 
PFC totem pole bridgeless, la scheda GaNdalf fa ricorso al controllore DSC (Digital Signal Controller) 
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dual core dsPIC33H di Microchip. Si tratta di un’eccellente piattaforma per il controllo digitale che 
mette a disposizione ulteriori risorse di elaborazione per l’espletamento di altre funzioni quali moni¬ 
toraggio del sistema e comunicazione. 

In grado di fornire una tensione di uscita fino a 400 V DC, la scheda GaNdalf può essere usata per 
alimentare carichi fino a 1 kW. La distorsione armonica totale (THD) è inferiore al 10%. 

La scheda GaNdalf sarà disponibile per clienti qualificati nel primo trimester del 2019. Per richiedere 
la scheda o maggiori informazioni è possibile contattare qualsiasi sede di Future Electronics o visitare 
il sito all’indirizzo: www.my-boardclub.com. 

Debug di dispositiui mobili più ueloce con 
la nuoua opzione per la decodifica SPMI 


Emanue e Da Lago 


Tektronix ha annunciato l’introduzione di un pacchetto software in grado di supportare le opera¬ 
zioni di decodifica, triggering e analisi del protocollo SPMI (System Power Management Interface) 
promosso da MIPI Alliance per i propri MSO (Mixed Signal Oscilloscope) Serie 5 e 6. Questa nuova 
opzione software sfrutta al meglio le avanzate caratteristiche di questi oscilloscopi tra cui l’aumento 
in termini di produttività, grazie alla possibilità di effettuare il set-up mediante semplici tocchi, e la 
disponibilità di un ampio display HD da 15,6” per una chiara visualizzazione di molteplici bus e ten¬ 
sioni dei fili di alimentazione (power rail) a basso rumore. 

L’interfaccia SPMI è usata per collegare i processori presenti nei dispositivi mobili a uno o più con¬ 
trollori di potenza e consente ai processori di aumentare o diminuire in modo dinamico la potenza di 
sotto-sistemi specifici per ridurre i consumi. Grazie all’opzione di decodifica SPMI di Tektronix gli 
utilizzatori possono deco¬ 
dificare in modo semplice 
l’attività del bus, riducen¬ 
do i tempi e con risultati 
più soddisfacenti rispetto 
alla codifica manuale del 
bus. Le sequenze del bus 
sono visualizzate sfrut¬ 
tando una codifica a colo¬ 
ri molto chiara che indica 
avvìi della sequenza, ID 
master, comandi, indiriz¬ 
zi, dati e conferme di rice¬ 
zione (acknowledgment). 

L’opzione software per 
SPMI di Tektronix non si 
limita alla sola decodifica 
ma dà anche la possibilità 
agli utilizzatori di avviare 
il trigger dell’oscilloscopio su un’attività specifica del bus ed effettuare ricerche mediante acquisizioni. 
Tra le altre caratteristiche di rilievo da segnalare la capacità di controllare la temporizzazione della 
sequenza del bus e di confrontare l’attività del bus, mediante un software integrato, con una tabella 
di decodifica corredata da informazioni temporali (time-stamp), nonché correlare l’attività del bus con 
misure precise di corrente e tensione effettuate sulle uscite dei regolatori di tensione. 
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Sensore d’immagine per uisione 
industriale in un formato ottico da 1” 


Alessandro Nobile 


ams ha presentato un nuovo sensore di immagine con tecnologia Global Shutter per le applicazioni di vi¬ 
sione industriale e Ispezione Ottica Automatizzata (AOI), capace di offrire una capacità produttiva più ele¬ 
vata e una migliore qualità dell’immagine rispetto a tutti gli altri dispositivi precedenti che supportano il 
formato ottico da 1”. Il nuovo sensore di immagine CSGl4k presenta una matrice da 3.840 x 3.584 pixel con 
una risoluzione di 14 Mpixel e un frame rate notevolmente più elevato rispetto a tutti gli altri dispositivi 
della stessa classe oggi presenti i sul mercato. L’uscita a 12-bit del CSGl4k offre una gamma dinamica suf¬ 
ficiente per reagire ad ampie variazioni nelle condizioni d’illuminazione e nei soggetti. La tecnologia Global 

Shutter del sensore con CDS (Campionamen¬ 
to a Due Stadi Correlati) produce immagini di 
alta qualità di soggetti in movimento rapido, 
senza artefatti da movimento. Le prestazioni e 
la risoluzione elevate del CSGl4k sono il risul¬ 
tato di una struttura innovativa dei pixel del 
sensore (3,2 pm x 3,2 pm). La nuova struttura 
è più piccola del 66% rispetto ai sensori di im¬ 
magine a 10-bit della generazione precedente 
di ams, offrendo al contempo un’uscita a 12- 
bit e un rumore notevolmente più basso. La 
qualità dell’immagine e la velocità superiori 
del CSGl4k offrono vantaggi considerevoli 
nelle applicazioni produttive ad alta capacità, 
consentendo ai dispositivi per la visione indu¬ 
striale di acquisire immagini più dettagliate 
ed accurate degli oggetti in movimento lungo 
le linee produttive a velocità elevate. Il senso¬ 
re è ideale per l’uso nelle applicazioni come l’Ispezione Ottica Automatizzata (AOI), le macchine seleziona¬ 
trici, la triangolazione laser, la robotica e gli strumenti per la misurazione. CSGl4k offre diverse opzioni 
di configurazione che permettono di regolare il funzionamento del sensore in base ai requisiti specifici 
dell’applicazione. Le opzioni di configurazione includono modalità a bassa potenza e frame rate ridotto, 
oltre alle ottimizzazioni per ridurre il rumore e ampliare la gamma dinamica. Il dispositivo è dotato di 
un’interfaccia di uscita sub-LDVS compatibile con la famiglia di sensori di immagine CMV di ams già in 
commercio. Il CSGl4k è alloggiato in un package LGA da 22 x 20 x 3 mm a 218 pin, compatibile con le 
ottiche da 1” largamente impiegate nelle videocamere con fattore di forma ridotto. 

Piattaforma entry-leuel ottimizzata 
per l’elaborazione embedded di fascia alta 


Alessandro Nobile 



Il nuovo sensore di immagine GSG14k di ams offre 
un’uscita a 1S bit con una risoluzione di 14 Mpixel 
per l’uso in applicazioni produttive ad alta capacità 
e nel campo dell’ispezione ottica 


Il nuovo modulo COM (Computer-on-Module) entry-level per applicazioni di elaborazione embedded di 
fascia alta di recente annunciato da congatec fissa un nuovo punto di riferimento in termini di costo. 
Questa piattaforma ad alte prestazioni, oltre ad essere equipaggiata con un processore quad-core otti- 
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MORETHAN EVER 

Secure outsourcing - thè whole spectrum of Services 
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mizzato in termini sia di costo sia di prestazioni rispetto ai consumi, supporta memorie RAM DDR4 a 
estesa ampiezza di banda e consumi ridotti. Grazie alla presenza di 16 canali (lane) PCIe Gen 3.0 rap¬ 
presenta la soluzioni ideale per tutte le nuove applicazioni di intelligenza artificiale (AI) e apprendi¬ 
mento automatico (machine learning) che richiedono più GPU per eseguire calcoli ad elevato paralle¬ 
lismo. La GPU UHD Graphics 630 integrata è ottimizzata in termini di velocità di clock e di driver, in 
modo da ridurre il TDP (Thermal Design Power, che dà un’indicazione del calore dissipato dal proces¬ 
sore) e consentire prestazioni ancora più spinte in termini di elaborazione GPGPU o di grafica UHD 
(4k). Questo nuovo 
modulo in formato 
COM Express Basic 
rappresenta quindi 
un nuovo punto di ri¬ 
ferimento in termini 
di rapporto tra pre¬ 
stazioni e consumi per 
tutte quelle applica¬ 
zioni di fascia alta per 
le quali il prezzo rap¬ 
presenta un elemento 
critico e può essere 
corredato, a richiesta, 
con sofisticate soluzio¬ 
ni di raffreddamento 
attivo o passivo svi¬ 
luppate da congatec. 

I settori di utilizzo 
spaziano da tutte le 
più tradizionali ap¬ 
plicazioni IoT, indu¬ 
striale ed embedded 
connesse ai più recen¬ 
ti sistemi con funzioni 
di intelligenza artifi¬ 
ciale integrate che ri¬ 
chiedono prestazioni 
più elevate a fronte di 
costi e consumi infe¬ 
riori rispetto a quelli 
che i precedenti pro¬ 
cessori di fascia alta 
di 8a generazione In¬ 
tel Core i5/i7 erano in 
grado di offrire. 

Uno sguardo 
in profondità 

II nuovo modulo COM 
conga-TS370 in for¬ 
mato COM Express 
Basic con pinout 
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Latest technologies of major chip vendors on all standard 
formfactors supported. 

► Support for custom carrier board design 

Design training, schematic review, compliance test Services 

Custom carrier board design Service 
We design and produce your carrier board 

Kitting Service 

Integration and configuration of COM + BIOS settings + 
memory + cooler/heat spreader + software + coating 

Extended Life time Service 
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Type 6 equipaggiato con processo¬ 
re quad-core Intel Core i3 8100H è 
caratterizzato da un TDP da 45 W 
configuratile a 35 W, supporta 6 MB 
di cache e fino a 32 GB di memoria 
DDR4 2400 a doppio canale. Rispet¬ 
to ai processori Intel Core della 7a 
generazione, la maggior ampiezza 
di banda di memoria contribuisce 
anche a incrementare le prestazio¬ 
ni sia grafiche sia di elaborazione 
GPGPU del nuovo processore grafi¬ 
co integrato Intel UHD630, il quale 
a sua volta è caratterizzato da una 
frequenza massima dinamica che 
arriva fino a 1 GHz per le sue 24 EU 
(Execution Unit). 

É previsto il supporto di un massi¬ 
mo di tre display indipendenti con risoluzione 4k (fino a 60 MHz) attraverso le porte DP 1.4, HDMI, 
eDP e LVDS. Da segnalare che, per la prima volta, i progettisti possono commutare da eDP a LVDS 
semplicemente modificando il software, senza apportare alcuni cambiamenti a livello hardware. 
Questo nuovo modulo COM è corredato da un’ampia gamma di I/O a elevata ampiezza di banda tra 
cui 4 porte USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s), 8 USB 2.0, 1 porta PEG e 8 canali PCIe Gen 3.0 per garantire 
la massima versatilità in fase di espansione, compreso il supporto per la memoria Intel Optane. 

Per quanto riguarda i sistemi operativi, sono supportate le più diffuse versioni di Linux, oltre alle 
versioni a 64 bit di Microsoft Windows 10 e Windows 10 IoT. Il set di caratteristiche è completato 
dai servizi di supporto all’integrazione di congatec. La società, inoltre, mette a disposizione un’ampia 
gamma di accessori tra cui efficienti soluzioni per il raffreddamento che permettono di aumentare sia 
l’affidabilità sia il MTBF, oltre a una serie di servizi tecnici che semplificano l’integrazione dei nuovi 
moduli nelle soluzioni dei clienti. 


Il nuovo modulo COM in formato COM Express di congatec 
con processore Intel Core i3 a 3 GHz 


Circuiti integrati analogici 

per l'automazione degli edifici e sistemi 

di alimentazione automotóre e di backup 


Emanuele Dal Lago 


I progettisti che cercano di ottenere maggiore efficienza e prestazioni dai sistemi elettronici sem¬ 
pre più compatti, potranno utilizzare tre nuovi IC analogici building-block di Maxim Integrateci 
Products e precisamente: il trasmettitore wireless sub-lGHz MAX41464, il regolatore di potenza di 
backup MAX38888 e il controller ORing FET da 36 volt MAX16141 per applicazioni di automazione 
degli edifici, industriale, automotive e portatili. 

I progettisti di sistemi sono costantemente alla ricerca di modi per migliorare l’efficienza e le presta¬ 
zioni del sistema, oltre ad estendere la durata della batteria, aggiungere nuove funzionalità e ridurre 
le dimensioni e i costi della distinta base (BOM). I nuovi circuiti integrati analogici di Maxim con 
prestazioni leader del settore spianano loro la strada per raggiungere questi risultati. Di seguito illu¬ 
striamo le caratteristiche salienti di questi prodotti. 
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NOVITA/TECNOLOGIE I IN TEMPO REALE 


Relentless Innovation for Next-Gen Designs 

MAX16141, MAX38888, and MAX41464 analog ICs 


w ' ' 

TC 


AUTOMOTIVE 


maxim 

integrateci 


m 



PORTABLE 

ELECTRONICS 


Trasmettitore FSK 
sub-GHz con la massima 
potenza di uscita del settore 

MAX41464 è un trasmet¬ 
titore FSK alla frequenza 
sub-lGHz con la più alta 
potenza di uscita del setto¬ 
re di +16 dBm per sensori 
wireless a lungo raggio uti¬ 
lizzati in molteplici applica¬ 
zioni, tra cui l’automazione 
degli edifici e i sistemi di si¬ 
curezza. Operando da una 
singola batteria a bottone, 
il trasmettitore prolunga 
la durata della batteria 
consumando solo 12 mA di 

corrente, il 30% più bassa di quella del concorrente più simile. Il trasmettitore è completamente program¬ 
mabile tramite un’interfaccia I2C. Un’opzione con modalità di frequenza preimpostata che utilizza un 
singolo quarzo da 16 MHz elimina la programmazione e consente un’interfaccia a filo singolo verso un 
microcontrollore esterno. Nella modalità preimpostata, il dispositivo dispone anche dello spegnimento 
automatico a meno di 20 nA di corrente e di un rilevatore di attività dei dati per l’attivazione automatica. 
Il suo intervallo di frequenze da 300 MHz a 960 MHz supporta l’uso in tutto il mondo e l’IC può essere 
utilizzato in condizioni di temperatura estreme con un intervallo compreso tra -40 °C e 105 °C. 


HOME & INDUSTRI AL 
AUTÒMATION 


W- E 


I nuovi MAX41464, MAX3S888 e MAXI6141 forniscono vantaggi in 
termini di efficienza, dimensioni e versatilità per i sistemi elettronici di 
prossima generazione 


Backup, alimentazione ininterrotta per applicazioni mission-critical 

La famiglia Continua di regolatori di alimentazione di backup di Maxim definisce lo standard per l’ali¬ 
mentazione di riserva in applicazioni mission-critical. I regolatori ad alte prestazioni caricano in pochi 
secondi una fonte di alimentazione di riserva, come un supercondensatore o un banco di condensatori, 
per fornire una risorsa continua a componenti di sistema critici quando la fonte di energia principa¬ 
le viene spenta. Il regolatore reversibile buck/boost MAX38888, il primo componente della famiglia 
Continua, offre un’efficienza di picco del 95%. Operando con ingresso da 2,5 a 5 V in modalità buck, il 
MAX38888 carica un dispositivo di accumulo di energia con corrente di picco nell’induttore fino a 500 
mA. In caso di interruzione dell’alimentazione, MAX38888 funziona in modalità boost, fornendo un’u¬ 
scita da 2,5 a 5 V con una corrente di picco nell’induttore fino a 2,5 A da un dispositivo di accumulo di 
energia, scaricandolo fino a 0,8 V. Nell’elettronica portatile, dove la fonte di alimentazione principale 
è una batteria, il MAX38888 raddoppia la durata della batteria riducendo la corrente di riposo fino a 
15 volte rispetto alle soluzioni della concorrenza. Una soluzione completa con il MAX38888 richiede 
solo 38 mm 2 , il 33 percento in meno della soluzione concorrente più simile. 


Garantire la protezione del sistema elettrico automotive 

MAX16141 è un controller ORing FET da 36 V con interruttori di tensione e corrente automatici per 
il monitoraggio di sovratensione, sottotensione, sovracorrente, corrente inversa e condizioni di sovra- 
temperatura in applicazioni di alimentazione automotive, inclusi infotainment e sistemi avanzati di 
assistenza alla guida (ADAS). Fornendo una suite completa di funzioni di protezione del sistema, il 
controller fornisce un tempo di risposta rapido di 0,3 ps per la rilevazione dell’inversione della corren¬ 
te, aumentando il tempo di hold-up del sistema e le funzionalità durante le condizioni transitorie del 
settore automobilistico. Abilitando un modo true shutdown per evitare correnti di dispersione e ridu¬ 
cendo al minimo l’assorbimento di corrente verso i circuiti inattivi, il controller riduce la potenza tota¬ 
le del sistema e dà la priorità alla potenza di avviamento del motore su tutti gli altri sistemi elettrici. 
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Sistemi fanless con processori 
Intel Coffee Lake 


Emanuele Dal Laao 


Contradata presenta al mercato italiano la nuova serie di sistemi fanless DS-1200, sviluppati e pro¬ 
dotti da Cincoze, attorno alla piattaforma Intel Coffee Lake. 

La serie DS-1200 è basata sui processori 8a gen. Intel Core, Pentium e Celeron con chipset Intel Q370. 
La grande novità è costituita dalla architettura a 6 core con 12 thread e prestazioni superiori fino 
a 1,4 volte rispetto alla precedente generazione di processori Intel Kaby Lake. La grafica integrata 
Intel UHD è in grado di pilotare 3 display in maniera indipendente con supporto per risoluzioni 4K 
UHD. La serie DS-1200 supporta inoltre le tecnologie più avanzate tra cui memorie DDR4 a 2666 
MHz, porte USB 3.1 (Gen2) e supporto per SSD PCIex4 NVMe ad alta velocità per offrire le massime 
prestazioni possibili. 

Dal punto di vista delle interfacce I/O il sistema è molto ricco e offre 2x LAN GbE Intel, 8x USB, lx 
DVI-I, 2x DisplayPort, 2x RS-232/422/485, lx PS/2, Mie-In, Line-out e connettore per controllo On- 
Off e Reset remoto. Il sistema dispone inoltre di due slot per schede SIM accessibili dall’esterno per 
connessioni 3G / 4G ridondanti. 

I sistemi della serie DS-1200 sono inoltre basati sulle tecnologie innovative CMI e CFM che consento¬ 
no agli utenti di poter espandere i sistemi con interfacce su richiesta tra cui porte LAN, PoE, seriali, 
Digital I/O con isolamento ottico e funzionalità “Power Ignition” per applicazioni veicolari. Il sistemi 
offrono inoltre 3 slot Mini PCI Express e fino a 2 slot d’espansione PCI o PCI Express. 

Sono inoltre disponibili a bordo funzionalità importanti per il mercato industriale tra cui “Super- 
Cap” che consente di preservare la durata della batteria CMOS, “Instant Reboot” che consente di 

velocizzare le 
operazioni di 
reboot, nonché 
un fusibile in¬ 
tercambiabile 
a bordo che of¬ 
fre protezione 
per sovra-cor- 
renti e sovra¬ 
tensioni. 

La serie DS- 
1200 è stata 
sviluppata per 
sfruttare al 
meglio le ca¬ 
ratteristiche 
dei processori 

Intel® Coffee Lake, offrendo al mercato industriale una soluzione veramente robusta, senza ventole, 
senza cavi e in grado di operare nel range di temperatura -40 °C +70 °C. L’alimentazione in ingresso 
è estesa da 9 a 48 VDC con protezione per sovra-correnti e sovra-voltaggi. I sistemi godono inoltre 
di elevata tolleranza a vibrazioni e urti (5G/50G). Grazie alle certificazioni di settore EN50155 (EN- 
50121-3-2) e EN60950-1 la gamma può essere impiegata in applicazioni gravose comprese quelle del 
mercato ferroviario. 

La serie DS-1200 è disponibile in tre diversi modelli: DS-1200 senza slot di espansione, DS-1201 con 
uno slot di espansione e DS-1202 con due slot di espansione PCI o PCI Express. 
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BENVENUTA E-SERIES 

Universal Robots ha progettato 

una nuova gamma di robot collaborativi 

in grado di rivoluzionare il tuo business. 



Configurazione rapida 


Programmazione 

semplice 


Flessibili 



Collaborativi e sicuri 


Rapido ritorno 
sull'investimento 


I cobot e-Series rappresentano tutto ciò in cui crediamo: produttività, flessibilità e affidabilità. 

Grazie alla programmazione intuitiva e aN'uso versatile, e-Series è in grado di automatizzare la produzione indipendentemente dal 
settore, dalle dimensioni dell'azienda o dalla natura del prodotto. 

Progettata pensando al futuro, e-Series è stata pensata per crescere assieme a te attraverso la piattaforma Universal Robots+, 
individuando nuovi compiti e nuovi utilizzi dei cobot per rimanere sempre competitivi e all'avanguardia tecnologica nelle proprie 
applicazioni. 

e-Series porta l'automazione robotica oltre ciò che è possibile fare oggi. Preparati al salto nel futuro. 


Scopri e-Series su 
universal-robots.com/it/e-series 


UNIVERSAL ROBOTS 



IN TEMPO REALE I HOT 


Mona fa cultura sull'Internet 
of Things industriale 

In un evento a Milano, l’azienda ha delineato sfide e benefici chiave 

nella realizzazione delle infrastrutture e applicazioni lloT, illustrando i vantaggi 

della propria piattaforma ThingsPro 


Giorgio Fusari 


11 cerchio della trasformazione digitale deve 
chiudersi facendo convergere la tecnologia dell’in- 
formazione (IT), che governa il business dei sistemi 
aziendali, con la tecnologia operativa (OT), ossia i 
componenti hardware e software che monitorano 
e controllano i dispositivi fisici: in un tale scena¬ 
rio, Moxa, fornitore di computer industriali, solu¬ 
zioni infrastrutturali di rete e connettività, ha tra 
i propri obiettivi la missione 
di accelerare questa conver¬ 
genza tra IT e OT. La società 
punta a favorire, attraverso 
quelle che chiama “industriai 
edge-to-cloud Solutions”, una 
sempre più profonda integra¬ 
zione dei sistemi e applicazio¬ 
ni IT aziendali, proiettati sul 
cloud in modo crescente, con 
le infrastrutture di produzio¬ 
ne esistenti negli ambienti di 
fabbrica. 

Per sviluppare cultura e 
consapevolezza attorno alle 
tecnologie che in concreto 
permettono di realizzare la 
connettività IIoT (Industriai 
Internet of Things), nel 2018 
Moxa sta svolgendo, in alcu¬ 
ne tra le principali città del mondo (Sydney, Mo¬ 
sca, Taipei, Seoul, Tokyo, Osaka, Londra, Parigi), 
una serie di eventi, i “Moxa IIoT Solution Day”: 
tra questi, in novembre Moxa Europe ne ha orga¬ 
nizzato uno anche a Milano, con la collaborazione 
di Microsoft, di cui è Azure IoT Elite Partner, e 
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del distributore Jampel, azienda attiva nel setto¬ 
re della distribuzione industriale, con operazioni 
logistiche, consulenza tecnica, supporto per l’in¬ 
tegrazione, assistenza post-vendita e formazione. 

Visione futura e realtà 

A prima vista il futuro dello IoT appare roseo, 
spiega Thomas Heuwinkel, senior manager Bu¬ 


siness Development Division di Moxa Europe. I 
dispositivi IIoT intelligenti connessi in rete tra¬ 
sformeranno il business di imprese, integratori di 
sistemi e costruttori di attrezzature: ciononostan¬ 
te, secondo dati della società di ricerca e consu¬ 
lenza LNS Research, la realtà è che il 44% del- 
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le organizzazioni non 
comprende o non ha 
ancora consapevolezza 
della IoT; il 21% mo¬ 
stra interesse per il 
tema ma lo sta ancora 
investigando, mentre il 
16% lo comprende e ne 
è consapevole, ma non 
ne vede al momento 
un reale impatto. Tra 
le molteplici barriere 
all’adozione della IIoT, 
secondo alcuni recenti 
risultati di una survey 
condotta da Morgan 
Stanley e dalla rivista 
Automation World, il 
46% è preoccupato dei 
problemi di cybersecu- 
rity; il 35% cita le la¬ 
cune di standardizza¬ 
zione, e il 34% i limiti 
rappresentati dalla base installata di dispositivi 
e attrezzature legacy. Di fronte a tale situazione, 
conclude Heuwinkel, i passi da compiere per rea¬ 
lizzare la IIoT sono essenzialmente tre: rendere la 
raccolta dei dati facile ed efficiente; implementare 
infrastrutture di connettività affidabili e sicure; 
creare un ponte intelligente tra IT e OT. 

ThingsPro, programmabilità tramite API RESTful 

Illustrando vari business case in cui la IIoT per¬ 
mette, ad esempio, di migrare da strategie di 
manutenzione preventiva verso approcci di ma¬ 
nutenzione predittiva, che migliorano l’indicatore 
OEE (overall equipment effectiveness) di impian¬ 
ti e stabilimenti, Chih-Hong Lin, business deve- 
lopment manager di Moxa Europe, si sofferma poi 
sui vantaggi dell’offerta di Moxa, costituita dalla 
soluzione ThingsPro, di fascia “industriai-grade”: 
in sostanza, spiega, i dispositivi hardware inte¬ 
grano una varietà di funzionalità in dimensioni 
compatte, mentre l’interoperabilità consente la 
comunicazione con interfacce e protocolli proprie¬ 
tari. In aggiunta, Moxa fornisce un continuo sup¬ 
porto, a livello di driver e utility, che spazia da 
Windows NT/2000, fino a Windows 10 e Linux 4.0. 
Rispetto ai tradizionali IIoT gateway, che richie¬ 
dono numerosi sforzi di programmazione, spie¬ 


ga Moxa, i propri gateway IIoT intelligenti sono 
programmabili con facilità attraverso l’uso di API 
(application programming interface) e, in parti¬ 
colare, di API RESTful, che permettono di sem¬ 
plificare l’integrazione del software di un’azienda 
utente con le operazioni del gateway, inclusi ag¬ 
giornamento del firmware, configurazione Ether¬ 
net, configurazione della rete cellulare e Wi-Fi. 
Anche sotto il profilo della security, ThingsPro 
fornisce un meccanismo di protezione delle API 
RESTful basato su token, grazie al quale solo un 
programma autorizzato (con token) può eseguire 
una richiesta API; inoltre, solo l’account root può 
generare il token. Un accorgimento studiato per 
ovviare agli inconvenienti dei gateway IIoT tra¬ 
dizionali, in cui il dispositivo può subire attacchi 
e violazioni da parte di firmware non autorizzato. 
L’altro aspetto chiave della piattaforma Moxa è 
l’integrazione “edge-to-cloud”, annunciata lo scor¬ 
so ottobre, attraverso la disponibilità degli IIoT 
Edge Gateway, che portano preinstallato Micro¬ 
soft Azure IoT Edge, e consentono agli utenti di 
Microsoft Azure di integrare macchine, attrez¬ 
zature e sensori delle reti edge industriali con 
il cloud, estendendo le funzionalità analitiche e 
d’intelligenza artificiale della nuvola anche verso 
questi dispositivi periferici. 
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IN TEMPO REALE 


Nell’era dell’Internet 
of Medicai Things 

Il processo di digitalizzazione sta trasformando profondamente tutto il sistema 
sanitario. È l’ora dell’Internet of Medicai Things - loMT, che significa portare 
la connettività ai dispositivi medici e offrire ai pazienti e ai sanitari una nuova 
esperienza di cura e prevenzione 


Antonella Pellegrini 


■■■ healthcare sta cambiando, ma soprattut¬ 
to si trova a un vero e proprio punto di svolta. E 
questo grazie alla rivoluzione digitale che, dopo 
aver rivoluzionato il ramo consumer, sta rapida¬ 
mente cambiando i modelli di cura e prevenzione 
della salute. Gli analisti di Yole Développement 
avevano già indicato un mercato pari a 9 miliardi 


di dollari statunitensi nel 2016, con una crescita 
CAGR del 16% tra il 2016 e il 2022. I dispositivi 
connessi fanno ora parte dell’industria IoT, ma c’è 
di più, che qualcosa di nuovo: nasce l’Internet of 
Medicai Things (IoMT). Tutto ciò, e altro ancora, 
emerge dal rapporto Connected Medicai Devices 
Market & Business Models di Yole Développe¬ 
ment, che analizza le dinamiche del mercato dei 
dispositivi medici connessi, il panorama competi¬ 
tivo e le sue innovazioni. Descrive, inoltre, i driver 
e le tendenze del settore, e come l’IoMT andrà a 
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reinventare l’organizzazione sanitaria. Quale sarà 
l’assistenza sanitaria di domani? La popolazione 
mondiale sta crescendo e invecchiando e le malat¬ 
tie croniche stanno esplodendo. Più di 415 milioni 
di persone vivono con il diabete in tutto il mon¬ 
do e ci sono oltre 1,5 miliardi di persone a rischio 
di malattie cardiovascolari. Il numero di medici e 
infermieri è rimasto costantemente piatto, poiché 
i budget per la salute si stanno riducendo un po’ 
ovunque. La buona notizia, però, è che oggi vi sono 
sempre più dispositivi e smartphone connessi che 
permettono di gestire problemi di salute tramite 
app e cloud, dall’ospedale a da casa o anche sem¬ 
plicemente camminando per la strada. 

La moderna medicina 

L’assistenza sanitaria si sta spostando su un mo¬ 
dello centrato sul paziente. A testimonianza di ciò 
la crescita di dispositivi quantifìed self nell’ordine 
del 20% prevista fino al 2022. Il movimento del 
quantifìed self nasce dall’idea di utilizzare la tec¬ 
nologia per misurare con precisione il proprio cor¬ 
po e la propria attività fisica, e di utilizzare questa 
conoscenza per migliorarsi. Per fare ciò, vengo¬ 
no utilizzati i wearable, siano essi smartwatch o 
braccialetti, con tutte le app che misurano, per 
esempio, le distanze percorse dai runner, ma an¬ 
che le magliette intelligenti, elettrocardiogramma 
portatili ecc. Ci si chiede fino a che punto non vi 
sia il rischio di diventare tutti troppo ansiosi, e 
anche quanto sia utile quest’esasperata conoscen¬ 
za di sé e del proprio corpo. La crescita è invece 
a una cifra per i dispositivi impiantabili connessi, 
che devono affrontare gravi problemi di sicurezza. 
La medicina diventa preventiva e predittiva, ma 
anche partecipativa: per integrare approcci ba¬ 
sati sull’evidenza, utilizzando i grandi volumi di 
dati generati da questi dispositivi medici connessi. 
Uno scenario in cui il paziente diventa consapevo¬ 
le della propria situazione medica e possiede gli 
strumenti per essere proattivo, diventando parte¬ 
cipe insieme al medico sulle decisioni da prendere. 
In questo contesto ogni terapia è personalizzata e 
unica in base alla storia dell’individuo e alle sue 
informazioni genetiche. 

Le innovazioni connesse 

Gli sviluppi tecnici per il settore medico sono sta¬ 
ti realizzati in contemporanea con il ramo con¬ 
sumer. Perché tanto ritardo? L’introduzione di 



queste “innovazioni connesse” è stata più lunga a 
causa dell’aspetto normativo in ambito sanitario, 
oltre a tempi di sviluppo più lunghi e test di verifi¬ 
ca. Quando si può effettivamente parlare di IoMT? 
Lo spiega l’analista di Yole: “La convergenza della 
tecnologia dei sensori e della connettività ha reso 
possibile l’IoT”, afferma Jéròme Mouly, analista 
di Yole. “Oggi quando i dispositivi collegati sono 
approvati per uso medico, possiamo parlare di 
IoMT”. Portare la connettività ai dispositivi me¬ 
dici ha offerto una nuova esperienza al paziente 
e ai sanitari: autocontrollo, allerta, coaching del 
paziente, scambio e archiviazione dei dati, regi¬ 
strazioni a livello locale. Pertanto, l’infrastruttu- 
ra IoMT offre chiaramente un’ampia opportunità 
di archiviare milioni di dati da diversi dispositi¬ 
vi, da diversi pazienti. “Siamo solo all’inizio del¬ 
lo sfruttamento dei dati a beneficio dei pazienti”, 
commenta Jéròme Mouly. Secondo il rapporto di 
Yole, il mercato dei dispositivi medici connessi è 
strutturato in vari segmenti di mercato, ognuno 
con requisiti dedicati e sfide di connettività: vi 
sono i dispositivi impiantabili, auto-monitorati, 
orientati alla professione e dispositivi di assisten¬ 
za per la mancanza di autonomia delle persone. 
Le malattie croniche stanno decisamente spin¬ 
gendo il mercato dei dispositivi medici collegati, 
con oltre l’80% delle vendite generate dal moni¬ 
toraggio del diabete, delle malattie respiratorie e 
cardiovascolari. E cresce del 20% il tasso di pe¬ 
netrazione dei dispositivi medici collegati per le 
malattie. Le tecnologie connesse continueranno 
ad avere un impatto sul settore sanitario con lo 
stesso obiettivo: orientarsi verso un’assistenza 
sanitaria efficiente, accurata e personalizzata a 
vantaggio del paziente. 
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SPECIALE 


AUTOMOTIVE 


Connettori 
per l’elettronica 
automotive 

La robustezza e l'ampia varietà delle prestazioni da soddisfare caratterizzano 
i connettori e i cablaggi automotive che sono oggi progettati appositamente 
a tal scopo e non solo per gli autoveicoli ma anche per i mezzi di trasporto più 
pesanti come treni e navi 


(£ Lucio Pellizzari 


D a qualche anno è l’elettronica a 
controllare e regolare il funzio¬ 
namento dei motori automotive 
a combustione, ibridi ed elettrici. 
Di conseguenza è cresciuta la do¬ 
manda di connettori per cablaggi elettrici ed 
elettronici che devono essere abbastanza robu¬ 
sti per offrire la massima 
affidabilità sia quando si 
trovano vicino a una came¬ 
ra di scoppio dove possono 
esserci centinaia di gradi 
sia quando sono installa¬ 
ti sulla carrozzeria dove 
possono andare sottozero 
e devono comunque tra¬ 
sportare qualche decina 
di Ampere e molte centi¬ 
naia di Volt per la ricari¬ 
ca delle batterie. Market 
Research Future preve¬ 
de una crescita con CAGR 
del 5,12% fino al 2023 per le centraline ECU 
(Electronic Control Unit) preposte al comando 
dei sistemi elettronici degli autoveicoli, mentre 
Technavio prevede l’8% di Cagr fino al 2022 
per la crescita dei connettori automotive legati 
al collegamento delle ECU a tutti i dispositivi 


elettronici installati negli autoveicoli, nonché 
per tutti i connettori e i cablaggi collegati alle 
batterie dei veicoli elettrici. 

Automotive e ferrovie 

Hirose Electric fabbrica connettori elettrici sin 
dal 1937 a Tokyo e recentemente ha ampliato 
la sua offerta per il settore 
automotive aggiungendo la 
serie ZE05 caratterizzata 
dall’elevata robustezza e 
dall’affidabilità del contat¬ 
to. La resistenza termica 
va da -40 fino a +125 °C e 
si accompagna a un’elevata 
resistenza alle vibrazioni e 
a una forza di ritenzione al 
distacco che arriva a 40 N. I 
contatti sono due e misura¬ 
no 0,5 x 2 mm con una sezio¬ 
ne per i cavi AWG consiglia¬ 
ta minima di 22 e massima 
di 20. Sopportano fino a 250 V in alternata con 
una corrente tipica di 2 A che può salire a picchi 
di 5 A. Recente è anche la serie HVH-280 adat¬ 
ta anche alle unità di trazione ferroviarie. Ha un 
solo contatto da 9,5 mm e sopporta fino a 600 V 
sia in alternata sia in continua su cavi consigliati 



I contatti automotive Hirose ZE05 e HVH-280 
sopportano tensione alternata fino a 250 e 600 V 
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AWG 14-12 e alle temperature che vanno da -40 a 
+120 °C. Entrambi i connettori sono garantiti per 
trenta cicli di allacciamento e sgancio. 

Connettori per ECU 

Japan Aviation Electronics Industry, JAE, pro¬ 
duce componenti per l’avionica a Tokyo sin dal 1953 
e ha recentemente aggiunto nel suo ampio listino 

di connetto¬ 
ri a elevate 
prestazio¬ 
ni il nuovo 
MX77A per 
il collega¬ 
mento delle 
ECU au- 
tomotive. 
Rispetto ai 
connettori 
precedenti 
della stes¬ 
sa serie ha 

ulteriormente ridotto le dimensioni in appena 9,7 
mm di larghezza, pur garantendo la medesima 
robustezza e perciò consente di realizzare collega- 
menti più densi fra le ECU e i Battery Manage¬ 
ment System (BMS) dei veicoli. E proposto nelle 
due versioni board-to-cable e cable-to-cable e con 
numero di pin che va da 4 fino a 40 con dimensioni 
di 1,8 x 2,1 mm per ciascuna giunzione da 4 pin. La 
tolleranza termica operativa va da -40 a +85 °C ma 
le prestazioni sono garantite fino a +130 °C. 

Connettori per Board 

JST fabbrica cablaggi per apparecchi elettrici sin 
dal 1957 ma negli anni si è specializzata per lo più 
sui connettori per Tilluminazione mentre solo più 

recentemen¬ 
te anche sui 
connettori 
automotive. 
Due recenti 
serie pro¬ 
dotte sono 
i connettori 
BNI e FAH 
per collega- 
menti di¬ 
retti non solo automotive ma anche industriali. I 
connettori Wire-to-Board Crimp BNI hanno con¬ 


tatti di 3,3 mm e trasportano fino a 4 A e 300 V in 
alternata o in continua su cavi AWG da 24 a 20. 
Sono disponibili nei formati da due a dodici con¬ 
tatti e con la giunzione meccanica verticale, oriz¬ 
zontale o angolare su singola riga o su due righe, 
mentre la tolleranza termica va da -25 a +85 °C. 
Più grossi sono i connettori a due contatti Wire- 
to-Wire FAH con passo da 16 mm adatto al tra¬ 
sporto di fino a 600 V e fino a 50 A in alternata o 
in continua su cavi AWG 10 o 8. Nuovi sono anche 
i connettori JIA stagni per collegamenti Board-to- 
Wire automotive. Sono prodotti in due tagli con 
contatti di 0,63 mm o 1,5 mm e tolleranza termica 
da -40 a +120 °C. Per entrambi la tensione è con¬ 
tinua di 14 V ma il primo trasporta 5 A mentre il 
secondo 15 A. 

Stagni e modulari 

Molex ha introdotto la nuova famiglia dei con¬ 
nettori stagni Sealed Wire-to-Wire Connector 
System Squba, con passo da 1,80 mm, progettati 
per Tutilizzo in spazi ridotti e per garantire pro¬ 
tezione da polveri e liquidi. Le guarnizioni sono 
certificate IP67 e sopportano tensione fino a 125 
V e corrente fino a 6 A adatte sia alle applicazio¬ 
ni automotive 
sia per usi più 
impegnativi 
come la trazio¬ 
ne ferroviaria 
o il trasporto 
dell’energia. 
Ci sono cin¬ 
que tagli con 
due, quattro, 
sei, otto o dieci 
connessioni ma è possibile richiedere ai laborato¬ 
ri della società anche connettori custom con tre, 
cinque, sette o nove contatti. La tolleranza ter¬ 
mica va da -40 a +105 °C con forza di ritenzione 
al distacco di 30N per i cavi AWG da 24 o 22. Il 
cappuccio di protezione sulla guarnizione ne as¬ 
sicura immunità operativa anche negli ambienti 
più ostili ed evita i danni in fase di montaggio e 
smontaggio. 

Automotive e industriali 

SMK Electronics fabbrica connettori industriali e 
automotive adatti sia agli impianti produttivi sia al 
collegamento di touchscreen con sensibilità aptica 



Il connettore MX77A è proposto 
da JAE per i collegamenti automotive 
fra le centraline ECU e le batterie BMS 



I robusti connettori automotive JST 
Wire-to-Board BNI da 4 A e 300 V 
e Board-to-Wire JIA dal4Ve5ol5A 
in continua 



La nuova famiglia di connettori 
stagni Molex Squba per collegamenti 
automotive fino a 125 V e 6 A con 
protezione IP67 da polvere e liquidi 
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Il Coaxial Connector VR1 per televisione digitale 
terrestre e il connettore Waterproof Fakra per segnali 
fino a 4 GHz prodotti da SMK per l’automotive 


utilizzabili per il comando dei macchinari e anche 
per l’infotainment automotive. Il Coaxial Connector 
for Automotive Digital Terrestrial Broadcast della 
serie VR1 ha quattro contatti con VSWR (Voltage 
Standing Wave Ratio) di 1,5 dB dalla continua fino 
a 1 GHz e perdite d’inserzione di 0,13 dB. Il connet¬ 
tore misura 31,5 x 13,9 x 9,7 mm e tollera da -40 a 
+85 °C con forza di ritenzione fino a 70 N. Robusto 
e impermeabile è il connettore Waterproof Fakra 
compatibile con le normative tedesche Fachkreis 
Automobil. Certificato IPX7, il connettore misura 
12 mm di diametro e trasporta fino a 60 V e 1A in 
alternata dalla continua fino a 4 GHz con VSWR di 
1,3 dB fino a 2 GHz e di 1,5 dB da 2 a 4 GHz. 

Ricarica ad alta potenza 

Phoenix Contact propone una gamma di prodotti 
per la ricarica dei veicoli elettrici per lo più proget¬ 
tata nel suo centro di competenza Phoenix Contact 
E-Mobility che sviluppa sia i controllori che si occu¬ 
pano di gestire la ricarica in continua o in alternata 

sia i connet¬ 
tori a inne¬ 
sto nelle due 
contropar¬ 
ti ossia la 
Inlet instal¬ 
lata sull’au¬ 
to e la spina 
estraibile 
dalle colon¬ 
nine, com¬ 
prensiva del 
cablaggio 
raffreddato. 
La tecno¬ 
logia High 


Power Charging (HPC) consente di ricaricare la 
batteria di un veicolo elettrico di medie dimensioni 
in soli tre/cinque minuti, abbastanza per garantire 
un’autonomia di un centinaio di km. Il connettore a 
elevate prestazioni sopporta una corrente di ricari¬ 
ca di 500 A con 1.000 V di tensione per una potenza 
di ricarica che può arrivare a 500.000 W. Il connet¬ 
tore HPC è compatibile con le colonnine Combined 
Charging System (CCS) e disponibile nel tipo 2 per 
l’Europa o nel tipo 1 americano. 

Carica in doppia modalità 

TE Connectivity ha presentato due serie di nuovi 
connettori AMP+ per la carica dei veicoli elettrici, 
omologate oltre che per le normative DIN EN61851 
anche per il tipo 1 UL 2251 e SAE J1772 di Nord 
America e Giappone oppure per il tipo 2 IEC 62196 
utilizzato in Europa. Sono ergonomici e facili da 



collegare e scollegare dalle controparti Inlet AMP+ 
installate nei veicoli e hanno un’interfaccia utente 
che segnala lo stato della carica e consente due mo¬ 
dalità di funzionamento da scegliere per una ricari¬ 
ca più lenta e completa quando il veicolo si trova nel 
proprio garage oppure per una ricarica più rapida e 
meno efficace se ci si trova nelle stazioni pubbliche 
e non si ha molto tempo. Con 480 V di tensione nel 
primo caso attraversano il connettore 16 A e nel se¬ 
condo 32 A mentre la robustezza è garantita sulle 
vibrazioni con una ritenzione alle forze di distacco 
di 100 N e fino a ben 10.000 cicli di allacciamento 
e distacco. 


La tecnologia High Power Charging 
di Phoenix Contact con cablaggi 
e connettori raffreddati in grado 
di trasportare 500 A a 1.000 V 
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SPECIALE I DEBUG 

Tool di debug, 
strumenti sempre 
più critici 

Tracciare l’attività dei sistemi embedded per poter ricostruire ciò 

che succede prima degli eventi anomali è sempre più indispensabile e talvolta 

non è sufficiente accontentarsi dei tool di debug più economici 


Lucio Pellizzari 


P er il debug dei sistemi embedded 
è comodo ricorrere ai tool forniti 
dagli stessi costruttori di microcon¬ 
trollori o di schede che, oltre a per¬ 
metterne lo sviluppo e la prototipa- 
zione, offrono quasi sempre opportuni strumenti 
di verifica che servono a individuare i bug (difetti, 
errori) per correggerli. D’altra parte questi tool 
sono pensati per l’architettura dei sistemi cui sono 
dedicati e perciò circoscrivono ad essa le loro mi¬ 
gliori funzionalità di debug. Inoltre, i debugger di 
fascia bassa risolvono quasi tutti 
i bug più comuni ma sono meno 
efficaci con i bug non comuni 
che sono quelli che s’ingenerano 
proprio quando si sviluppano le 
applicazioni di tipo nuovo. Per af¬ 
frontare i progetti più complicati 
è inevitabile cercare di utilizzare 
un tool di debug che sia in grado 
di analizzare a fondo la struttura 
del sistema embedded in fase di 
sviluppo per individuare le ano¬ 
malie non comuni, non riscontra¬ 
te in precedenza o non presenti 
nelle librerie fornite in dotazione. 

Oggi cresce l’esigenza di conside¬ 
rare nel debug tutti i sottosistemi 
che concorrono a ogni funzionali¬ 
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tà valutando le attività di ciascuno con tool capaci 
di partizionare la verifica. Per di più, la prototipa- 
zione hardware è spesso delocalizzata su più labo¬ 
ratori geograficamente distanti e perciò il partizio- 
namento del lavoro di verifica diventa un requisito 
sempre più indispensabile per rendere agevole ed 
efficace il debug da parte di un team distribuito 
su più sedi. In genere i debugger a elevate presta¬ 
zioni non hanno un costo molto alto ma possono 
rendere più efficiente la fase di verifica e accele¬ 
rare il time-to-market nello sviluppo dei nuovi 
progetti. Inoltre, si possono uti¬ 
lizzare con tutti i microcontrollori 
e tutte le architetture di sistema 
delle moderne schede embedded, 
senza limiti legati ai costruttori. 
Oltre a essere più efficaci, offrono 
la fondamentale funzione della 
cattura (tracing) delle sequenze 
di dati che permette di ricostrui¬ 
re gli eventi per evidenziare i bug 
anche nei sistemi strutturalmen¬ 
te più complessi. 



ARM Debug and Trace CoreSight 
SoC-600 non ha bisogno di adattatori 
perché si connette direttamente via 
USB, Ethernet, CAN Bus e WiFi con 
una velocità di cattura di 100 Gbps 


Debug and Trace 

ARM ha introdotto quest’anno 
il nuovo CoreSight SoC-600 defi¬ 
nendolo un tool “Debug and Tra¬ 
ce” di nuova generazione perché 
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consente di fare a meno delle tradizionali sonde e 
degli adattatori che consentono di collegarle alla 
molteplicità delle interfacce presenti nei sistemi 
embedded. In pratica, a fianco delle connessioni 
JTAG e SWD ci sono ora anche i collegamenti 
specifici per USB, Ethernet, CAN Bus e WiFi che 
consentono di interfacciare direttamente al tool il 
sistema da verificare senza adattatori, ottenendo 
una superiore velocità di cattura delle tracce e 
minori problemi di configurazione. L’innovativa 
architettura della Debug Access Port consente di 
collegare più porte di debug a ogni porta di acces¬ 
so per acquisire più tracce contemporaneamente 
mentre la funzionalità Embedded Trace Router 
include un Trace Memory Controller interno che 
consente di acquisire e memorizzare le tracce fino 
a 100 Gbit/sec. E configurabile sia nelle funzioni 
di verifica che nelle caratteristiche degli I/O in 
modo tale da poter acquisire in parallelo più se¬ 
gnali dati con protocolli standardizzati o custom. 
Si appoggia all’ARM DS-5 Development Studio 
ma può essere usato anche con i tool di sviluppo 
più diffusi. 

EE101 Firmware Debugger 

EE101 è stata fondata circa un anno fa a Teme- 
cula, la terra del vino californiano, dal progettista 
dell’oscilloscopio e analizzatore palmare USBee 
Tim Harvey per produrre attrezzature di test com¬ 
patte, economiche e semplici da usare. Il know- 
how consolidato negli anni di successo dell’USBee 
è quindi confluito nel nuovo EE101 Debugger col¬ 
legabile a un computer via USB e alla scheda da 
verificare con pinzette a clip. L’EEIOI Embedded 
Firmware Debugger racchiude le funzionalità di 
analizzatore logico, analizzatore di protocolli e 
oscilloscopio a segnali misti e perciò consente di 
visualizzare le temporizzazioni degli eventi con 
risoluzione di 1 psec insieme alle tracce dei dati 
catturati. In questo modo si possono evidenziare 
graficamente le caratteristiche dei bug focalizzan¬ 
done le cause senza bisogno di un’ulteriore analisi 
mirata all’interpretazione dei dati. L’EEIOI può 
catturare le tracce dati su due canali con velocità 
di 500 kByte/sec per canale, analizzare il traffico 
sui bus con range di tensione d’ingresso da -0,5 a 
7 V e clock fino a 10 MHz per I2C e SPI e fino a 3 
Mbaud per Uart, visualizzare in tempo reale i dati 
catturati nonché importare o esportare i dati nei 
formati più diffusi. 



Le funzionalità di debugger, oscilloscopio e analizzatore 
logico dell’EElOl Embedded Firmware Debugger 
consentono di visualizzare le tracce degli eventi insieme 
alle temporizzazioni 

Hypervisor Debugging 

Lauterbach continua ogni anno a perfeziona¬ 
re il suo Trace32 e ha recentemente aggiunto la 
funzionalità Hypervisor Debugging che consen¬ 
te di virtualizzare il debug e utilizzare un’unica 
piattaforma per valutare in parallelo più sotto¬ 
sistemi anche se impostati su differenti sistemi 

operativi. 
L’Hypervi- 
sor aggiun¬ 
ge un iden¬ 
tificatore 
“machine 
ID” a ogni 
indirizzo 
virtuale che 
consente di 
definire una 
Virtual Ma¬ 
chine e in 
questo modo 
può gestire 
e analizzare 
in parallelo 
diverse VM 
riconoscen¬ 
do il loro stato di attività o inattività e le ca¬ 
ratteristiche del proprio sistema operativo. Ciò 
è particolarmente importante con i sistemi più 
strutturati quando il debugger deve individuare 
e risolvere eventi concorrenti dove possono inge¬ 
nerarsi dei conflitti perché permette all’hyper- 



L’Hypervisor Debugging consente al 
Trace32 di Lauterbach di virtualizzare 
il debug per eseguirlo in parallelo su 
più sottosistemi utilizzando un’unica 
piattaforma 
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visor di visualizzare l’intera traccia dei processi 
applicativi precedenti a ogni punto critico. La 
comoda GUI consente inoltre di focalizzare il de¬ 
bug sui processi e sui sottosistemi dove si sono 
riscontrate le anomalie e verificare direttamen¬ 
te l’efficacia delle modifiche apportate. 


Tracealyzer 

Tracealyzer di Percepio consente di accelerare 
il debug sui sistemi costruiti con i microcontrol¬ 
lori multicore e multi-thread dove tipicamente si 
eseguono simultaneamente più thread o partizio¬ 
ni di processi in parallelo sui core disponibili. 

Il tool permette di catturare le tracce dei proces¬ 
si software in esecuzione e visualizzarne l’anda¬ 
mento graficamente in una ventina di modalità 
differenti e con diversi livelli di dettaglio. La 
possibilità di confrontare le tracce con maggior 
accuratezza laddove ci sono processi fortemente 
correlati è fondamentale per ridurre i tempi di 
debug da molte ore a pochi minuti. Tracealyzer 
cattura e memorizza le tracce delle task eviden¬ 
ziando le temporizzazioni, gli interrupt, le chia¬ 
mate a livello di sistema e gli eventi custom defi¬ 
niti dal progettista. 

Le funzioni di zoom consentono di scegliere le 
tracce da confrontare con maggior risoluzione 
per osservarne le correlazioni e capire immedia¬ 
tamente dove sono i colli di bottiglia nell’esecu¬ 
zione delle applicazioni. Il tool è già predisposto 



Percepio Tracealyzer cattura le tracce dei processi in 
esecuzione nei microcontrollori multicore e multithread 
evidenziando gli eventi correlati 


per i sistemi operativi in tempo reale FreeRTOS, 
Linux, Micrium pC/OS-III, ThreadX, Wind River 
VxWorks e Wittenstein OpenRTOS e SafeRTOS. 


Universal Debug Engine 

PLS Programmierbare Logik & Systeme ha 

presentato quest’anno l’ultima versione 4.8 del 



PLS ha aggiunto nella nuova versione 4.8 deU’Universal 
Debug Engine funzionalità di analisi specifiche per le grandi 
quantità di dati e per i sistemi operativi in tempo reale 


suo tool Universal Debug Engine (UDE) dove in¬ 
troduce funzionalità di analisi specifiche per le 
grandi quantità di dati e per i sistemi operativi 
in tempo reale. 

La nuova versione 3+ dell’Universal Access Devi¬ 
ce (UAD3+) supporta tutte le nuove interfacce ad 
alta velocità e consente di catturare i segnali per 
l’Aurora Trace capace di tracciare e memorizzare 
fino a 4 GByte di dati. L’UDE 4.8 può acquisire 
in ogni singola ricerca intere sequenze di eventi 
che possono essere poi ricostruite nei dettagli fino 
a visualizzare graficamente la gerarchia delle 
chiamate che hanno provocato i bug. Sono state 
inoltre aggiunte le funzionalità di debug necessa¬ 
rie per i sistemi automotive OSEK nonché per le 
Osek Run Time Interface (ORTI) con acquisizio¬ 
ne in tempo reale dei dati di controllo dei veicoli, 
indipendentemente dal sistema operativo su cui 
si basano. Tutti i dati sono esportabili nel forma¬ 
to Best Trace Format (BTF) compatibile con i tool 
di analisi più diffusi. 

J-Link Compact 

Segger ha ulteriormente potenziato la dotazio¬ 
ne del debugger J-Link interfacciabile con tutti i 
microcontrollori più diffusi e utilizzabile insieme 
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all’IDE Segger Embedded Studio per lo sviluppo, la prototipa- 
zione e la verifica delle schede embedded. Le due ultime versio¬ 
ni J-Link Compact BASE e PLUS sono pensate con il minimo 
ingombro di 47x40x14 mm che consente d’installarle a fianco 
delle memorie flash dei microcontrollori e collegarle con le in¬ 
terfacce USB o JTAG/SWD. Per entrambe la velocità di acqui¬ 
sizione è di 1 MByte/sec con un numero illimitato di breakpoint 



-j» 






Segger propone a basso costo il debugger J-Link EDU Mini 
con prestazioni limitate ma adeguate per chi vuole addestrarsi 
sulle tecniche di debug 



Rugged CompactPCI 




processor blades to 
upgrade your Solutions 13 





6U CompactPCI 6th/7th Cen Intel * Xeon* E3 
and Core ™ Ì3/Ì7 Processor Biade 


• Supports6th/7th Gen Intel® Xeon ®E3 
and Intel®Core™ Ì3/Ì7 processor 

• Up to 32GB DDR4-2133 memory, soldered 
and SO-DIMM, optional ECC 


• XMCsupport 


• Up to 8x USB 3.0, 6x RS-232(TX/RX) 

• Up to 4x GbE to rear I/O 



3U CompactPCI Quad-Core Intel Atom* Processor 
X Series Biade 


• Low power quad-core Intel Atom ® X7-E3950 
Processor 


sulle memorie flash, ma nella versione PLUS la dotazione di 
adattatori d’interfaccia è maggiore. 

A giugno è stata rilasciata la versione J-Link EDU Mini a 
basso costo pensata a scopo didattico per chi vuole impara¬ 
re a verificare i sistemi embedded con funzionalità limitate 
a 200 kByte/s ma compatibili con l’Embedded Studio e con 
i sistemi operativi Windows, Linux e MacOSX. Introdotto in 
primavera, SystemView PRO consente in pochi minuti di cat¬ 
turare e immagazzinare milioni di eventi fra cui gli interrupt, 
le commutazioni fra task e le chiamate delle API in modo da 
poter analizzare ciò che succede in un sistema embedded con 
precisione di 10 ns. 
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• Up to 8GB DDR3L-1600 ECC soldered memory 

• Onboard 32GB SSO support by option 

• Smart Embedded Management Agent (SEMA) for 
System health monitoring 

• Optional additional GbE ports with MIL-STD Mi 2 
connectors 

• EN 50155 compliant for railway safety-critical 
applica tions 

3>GomA 

ELETTRONICA SpA 

Tel 09 0117725024 Fax: ♦» 011712298 
Email inroQgomadettronlca il 
www gomaalettroruca.il 















MEDICAL ELECTRONICS 


HARDWARE 


Gli apparecchi acustici da banco 
pronti al decollo 


Un completo ambiente 
di sviluppo completo come 
Ezairo Preconfigured Suite 
può rappresentare quella 
soluzione “chiavi in mani” 
in grado di “far decollare” 
il mercato dei dispositivi OTC 


Steven Dean 




Medicai & Wireless ProductsDivision 
ON Semiconductorn^KS^j^tlt 



G bocchi da lettura da banco (OTC- 

Over-The-Counter) hanno permesso a tutti i con¬ 
sumatori, tipicamente, ma non solo, di mezza età, 
che iniziavano ad accusare lievi disturbi nella 
visione da vicino di risolvere in modo semplice e 
veloce questo problema senza dover ricorrere a un 
ottico. Grazie a recenti modifiche legislative, sia¬ 
mo nelle fasi iniziali della definizione di una nuo¬ 
va classificazione dei dispositivi destinati alle per¬ 
sone con problemi di udito di lieve/media entità. 
Sebbene questa maggiore semplicità di accesso è 
in linea generale apprezzata, resta da definire un 
aspetto importante, ovvero come adattare questi 
dispositivi alle esigenze dei singoli portatori. 

Dopo un workshop della Federai Trade Com- 
mission (FTC) statunitense intitolato “Now Hear 
This” che si è tenuto nell’aprile del 2017, il pre¬ 
sidente Donald J. Trump ha firmato il Food and 
Drug Administration (FDA) Reauthorization Act 
2017, un disegno di legge contenente in partico¬ 
lare l’OTC Hearing Aid Act finalizzato a istituire 
una categoria di dispositivi acustici da utilizza¬ 
re in presenza di perdite di udito di lieve/media 
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entità destinati alla libera vendita. Dopo la firma 
presidenziale il disegno di legge è stato definitiva¬ 
mente adottato. 

Di conseguenza l’FDA ha avuto l’incarico di crea¬ 
re e stabilire le regole per una categoria di appa¬ 
recchi acustici da banco in modo da garantirne la 
conformità ai severi standard in tema di sicurez¬ 
za, etichettatura per il consumatore e tutela della 
produzione che devono rispettare gli altri disposi¬ 
tivi per applicazioni medicali. 

Prodotti di questo tipo saranno accolti favorevol¬ 
mente da tutti questi consumatori che desidera¬ 
no disporre di una soluzione semplice, comoda e 
disponibile a prezzi accessibili. Attualmente si 
stima che solo il 10% della popolazione affetta da 
disturbi di natura uditiva utilizza un apparecchio 
acustico. Le ragioni sono fondamentalmente due: 
difficoltà di accesso ai dispositivi e costi. 

Secondo i dati forniti dal National Center for 
Health Statistics, sarebbero 48 milioni gli ame¬ 
ricani che soffrirebbero, in diversa misura, di pro¬ 
blemi all’udito ma numerosi piani di assicurazio¬ 
ne privati non coprono il costo degli apparecchi 
acustici. La realtà, pura e semplice, è che molte 
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persone non possono sostenere il costo degli at¬ 
tuali apparecchi acustici, senza dimenticare che 
molto spesso una persona ha bisogno di due ap¬ 
parecchi. 

Un problema di adattamento 

Il costo, in ogni caso, non è l’unico aspetto da te¬ 
nere in considerazione. Nel caso degli apparecchi 
acustici, la chiave di volta per una loro diffusio¬ 
ne su larga scala è la fase di adattamento per il 
paziente. La FDA deve ancora introdurre linee 
guida e regolamenti per queste apparecchiature 
da banco, per le quali ovviamente non saranno di¬ 
sponibili adattamenti personalizzati e consulenze 
da parte di professionisti qualificati. A differenza 
degli occhiali da lettura, questi apparecchi acusti¬ 
ci non possono essere semplicemente acquistati e 
indossati. Si tratta infatti di dispositivi comples¬ 
si che richiedono regolazioni software aggiuntive 
per adattarli alle necessità o preferenze dei sin¬ 
goli pazienti. Questa è una fase essenziale per il 
corretto utilizzo in quanto un adattamento non 
adeguato può comportare disagio se non addirit¬ 
tura ulteriori danni all’udito. 

I precedenti tentativi di soddisfare le aspettati¬ 
ve del mercato per dispositivi a basso costo non 
hanno riscosso successo a causa della mancanza 
di opzioni relative alTadattamento. Mentre l’in¬ 


troduzione dei PSAP (Personal Sound Ampli- 
fication Product, in pratica amplificatori audio 
digitali) è stato un tentativo deliberato di abban¬ 
donare Lambito clinico, la nuova generazione di 
dispositivi OTC può essere considerata come una 
sorta di “passo indietro” che molti ritengono vada 
nella giusta riduzione e potrebbe contribuire ad 
ampliare il mercato per i produttori di apparecchi 
acustici. Per la prima volta nella categoria dispo¬ 
sitivi acustici entrerà a far parte un apparecchio 
“chiavi in mano” a basso costo. 

Un progetto complesso 

In ogni caso le barriere d’ingresso di un mercato 
come quello degli apparecchi acustici, che richie¬ 
de notevoli competenze e risorse, sono rimaste 
elevate. Il progetto di un apparecchio di questo 
tipo è molto complesso e richiede vaste compe¬ 
tenze nei settori dell’elaborazione digitale del se¬ 
gnale (DSP) e dell’audio digitale, oltre che nelle 
tecniche di ottimizzazione dei consumi. 

Anche per gli apparecchi acustici da banco di 
costo più contenuto, i consumatori richiedono 
dispositivi di elevato livello qualitativo piccoli e 
discreti. Una qualità audio eccellente, una lunga 
durata della batteria e, idealmente, la possibilità 
di gestire il dispositivo tramite uno smartphone 
sono le caratteristiche più apprezzate dagli utiliz- 
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zatori. Ovviamente, questa nuova generazione di 
dispositivi OTC non preclude necessariamente il 
ricorso ai tradizionali centri specializzati che, dal 
canto loro, possono trarre beneficio dalle nuove 
tecnologie, dalla disponibilità di strumenti sem¬ 
plificati per l’adattamento e da una gestione mi¬ 
gliorata dei dispositivi. Fino a non molto tempo 
fa, le opzioni a livello di sistema disponibili per 
i produttori di apparecchi acustici erano limitate 
a una piattaforma chiusa (fixed-function) o a una 
piattaforma hardware programmabile aperta. 
Mentre le soluzioni chiuse mancano della flessibi¬ 
lità in fase di progetto indispensabile per la realiz¬ 
zazione dei moderni apparecchi acustici, molte so¬ 
cietà non dispongono delle risorse necessarie per 
utilizzate un piattaforma aperta. In un mercato 
in veloce evoluzione come quello degli apparecchi 
acustici si avverte in misura sempre maggiore la 
necessità di avere una soluzione alternativa per 
la progettazione. 

Un ambiente di sviluppo completo 

In altri settori industriali, le più importanti socie¬ 
tà di semiconduttori hanno ravvisato l’opportuni¬ 
tà di supportare i progettisti fornendo kit di svi¬ 
luppo e, molto spesso, soluzioni software/firmware 
complete a complemento dei loro prodotti. In ogni 
caso, fino a non molto tempo fa, per il mercato de¬ 
gli apparecchi acustici erano disponibili soluzioni 
abbastanza elementari e rudimentali. 

Gli ambienti di sviluppo che si propongono come 
un framework veramente completo, comprensi¬ 
vo di algoritmi e firmware, SDK (Software De- 
velopment Kit) e tool di configurazione, possono 
rappresentare quella soluzione “chiavi in mani” 
in grado di far decollare il mercato dei dispositi¬ 
vi OTC. Ezairo Preconfigured Suite (Pre Suite) di 
ON Semiconductor è un toolkit di sviluppo ba¬ 
sato sul DSP Ezairo 7100 che rappresenta una so¬ 
luzione “chiavi in mano” per apparecchi acustici. 
Ezairo Pre Suite è corredato da bundle firmware 
e algoritmi, un software sofisticato per la regola¬ 
zione accurata di caratteristiche e algoritmi e un 
SDK (Software Development Kit) cross-platform 
che può essere usato per sviluppare software di 
adattamento e applicazioni wireless. I nuovi DSP 
Ezairo 7100 predisposti per la connettività wi¬ 
reless rappresentano la prima soluzione ibrida 
supportata da Ezairo Pre Suite. Espressamente 
progettati per soluzioni di tipo ibrido, i bundle 
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firmware prevedono fino a otto canali WDRC 
(Wide Dynamic Range Compression) e una serie di 
algoritmi per apparecchi acustici ideali per lo svi¬ 
luppo di dispositivi OTC e apparecchi acustici che 
supportano la connettività in modalità Bluetooth 
Low Energy. La tecnologia BLE (Bluetooth Low 
Energy) rappresenta una novità per molti produt¬ 
tori. Grazie all’inclusione di funzionalità wireless, 
aziende di tutte le dimensioni possono rendere 
disponibili per i portatori di apparecchi acustici 
caratteristiche come la regolazione dei parametri 
e lo streaming audio in modalità wireless basate 
su smartphone. Il know-how acquisito da ON Se¬ 
miconductor nello sviluppo di soluzioni a bassissi¬ 
ma dissipazione permette di ottenere prestazioni 
decisamente avanzate, garantendo in tal modo 
una maggior durata operativa della batteria. In 
ogni progetto, lo sviluppo firmware rappresenta 
sempre un problema. Gli algoritmi pre-configurati 
presenti in Ezairo Pre Suite eliminano la necessità 
di dover effettuare investimenti in programmatori 
e sviluppatori di algoritmi DSP, con tutti i vantag¬ 
gi che tutto comporta in termini di time to market 
per le aziende attive nel settore degli apparecchi 
acustici. Nel caso degli apparecchi acustici da ban¬ 
co, il componente forse più importante di Ezairo 
Pre Suite è l’SDK cross-platform. In grado di sup¬ 
portare i sistemi operativi iOS e Android, questo 
kit di sviluppo software mette a disposizione dei 
produttori una piattaforma per creare in modo 
semplice sia il software di adattamento sia appli¬ 
cazioni mobili wireless. Mentre grazie all’approva¬ 
zione dell’FDA Reauthorization Act aumentano le 
probabilità di poter avere apparecchi acustici da 
banco, problematiche di natura tecnica potrebbe¬ 
ro limitare la scelta dei consumatori almeno nella 
fase iniziale in cui la competitività tra le aziende 
è molto elevata. L’acquisto di soluzioni “chiavi in 
mano” corredate da tutte le IP necessarie e l’utiliz¬ 
zo del firmware pre-installato, che contiene tutto 
il supporto necessario per Bluetooth Low Energy e 
algoritmi DSP pre-configurati, permette ai clienti 
di ON Semiconductor di introdurre i loro prodotti 
sul mercato in tempi brevi. In un contesto di que¬ 
sto tipo, saranno i consumatori a godere dei mag¬ 
giori vantaggi, in quanto potranno scegliere tra 
una vasta gamma di dispositivi in grado di assicu¬ 
rare prestazioni più elevate, migliori funzionalità 
e maggior controllo da parte dell’utente, a fronte 
di prezzi decisamente competitivi. 
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Accelerare i progetti loT con 
le piattaforme di sviluppo evolute 

Starter kit, reference design e schede embedded di valutazione e sviluppo 
sono diventati strumenti di prototipazione e collaudo molto più completi 
e sofisticati, rispetto al passato. E oggi costituiscono tool fondamentali per 
costruire dispositivi e applicazioni complesse, come quelle Internet of Things 


Giorgio Fusari 


IVI 

■ egli ultimi anni i sistemi elettronici e i 

prodotti embedded hanno fatto un notevole balzo 
in avanti in termini di complessità e completezza 
di funzionalità, e ciò è ancor più evidente quando 
si pensa alle ultime applicazioni Internet of Things 
(IoT). Qui, gli utenti richiedono in modo crescente 
dispositivi intelligenti, in grado d’integrare caratte¬ 
ristiche fortemente innovative, ma al contempo de¬ 
vice di costo contenuto e capaci di rispettare tempi¬ 
stiche di sviluppo, e successivo rilascio sul mercato, 
via via più compresse. Uno scenario tecnologico e di 
business che rappresenta anche la chiave di lettu¬ 
ra per comprendere la trasformazione in atto in un 
altro ambito: quello degli strumenti che aiutano gli 
sviluppatori e i progettisti di sistemi elettronici ad 
affrontare la sfida quotidiana di ridurre i tempi e i 
costi di design, anche quando si tratta di realizzare 
dispositivi e applicazioni di ultima generazione nel 



comparto IoT. Piattaforme di sviluppo, strumenti 
e prodotti che, tipicamente, includono starter kit, 
schede di valutazione con relativo software, “refe¬ 
rence design” e così via. 

Strumenti chiave nel processo di design 

In maniera analoga ai prodotti finali e dispositivi 
embedded IoT che permettono di progettare, oggi 
le piattaforme di sviluppo, le schede SBC (single 
board computer) e gli starter kit risultano, come 
accennato, più completi e sofisticati di qualche 
anno fa. Queste piattaforme sono caratterizzate 
da forni factor più compatti, sono maggiormente 
affidabili e, per le loro caratteristiche di perfor¬ 
mance, di compatibilità con i requisiti IoT, e per 
la ricchezza di funzionalità e opzioni di connettivi¬ 
tà, stanno rappresentando un tassello essenziale, 
da utilizzare fin dalle prime fasi del processo di 
progettazione. E ciò perché aiutano gli ingegneri 
a collaudare i prototipi in modo più rapido ed eco¬ 
nomico, e a fornire agli utenti “proof of concepì” 
(PoC) in grado di dimostrare la validità di un’i¬ 
dea. Tra l’altro, quando vengono utilizzati in un 
ambito tecnologico come la IoT, in cui la proget¬ 
tazione si rivela particolarmente complessa per la 
natura interattiva delle applicazioni, e una serie 
di fattori tecnici concomitanti (piattaforme cloud, 
connettività wireless, software embedded), questi 
strumenti e piattaforme di sviluppo devono anche 
possedere la qualità di essere il più possibile sem¬ 
plici e facili da utilizzare. 

Kit di sviluppo o approccio “from scratch”: 
i prò e contro da soppesare 

Benché il fatto di progettare e costruire da soli un 
intero sistema da zero possa fornire allo sviluppa- 
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tore il vantaggio di ottenere un controllo presso¬ 
ché completo sul progetto in questione, oltre che 
di raggiungere la massima flessibilità in fase di 
sviluppo, questo 
approccio “from 
scratch” impone al 
progettista, e all’a¬ 
zienda costruttrice 
per cui lavora, il 
non facile compito 
di valutare con at¬ 
tenzione e profon¬ 
dità di analisi, fin 
dal principio, quale 
potrà essere l’enti¬ 
tà del costo totale 
di sviluppo del si¬ 
stema, e il tempo 
richiesto per arri¬ 
vare con il prodotto 
finale sul mercato. 

Sul versante opposto, iniziare un processo di 
progettazione avvalendosi di un kit di sviluppo, 





of Things 


Il development kit i.MX8 di NXP 


invece di partire sviluppando tutto da zero, si ri¬ 
vela vantaggioso da diversi punti di vista: se ad 
esempio si tratta di progettare e produrre volu¬ 
mi molto limitati di 
dispositivi per una 
data applicazione, 
l’elevato costo uni¬ 
tario che si avrebbe 
per lo sviluppo della 
scheda può essere 
compensato dalla 
riduzione del tempo 
di design ottenibile 
attraverso l’utilizzo 
di un kit già pronto. 
In aggiunta, sfrut¬ 
tando uno starter 
kit già conforme alle 
normative principa¬ 
li del settore (FCC, 
CE, RoHS e così 
via) è possibile risparmiare il tempo e il denaro 
altrimenti necessari per eseguire le procedure e 
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i test di certificazione dell’hard- 
ware di un sistema che si è sviluppa¬ 
to tutto da soli. Ancora, se il dispositivo realizzato 
deve prestarsi a diverse applicazioni specifiche, o 
dev’essere personalizzato in modo particolare, il 
fatto di essere partiti con un kit di sviluppo può 
facilitare il compito e far risparmiare tempo. 
Quando si tratta di progettare dispositivi per ap¬ 
plicazioni IoT, l’utilizzo di reference design “off- 
the-shelf’ con lista BOM (bill of material) già 
pronta consente di accelerare il time-to-market 
per il rilascio dei device sul mercato, assicurando 
al contempo determinati livelli di flessibilità, affi¬ 
dabilità e solidità del progetto embedded. 
Diversamente, decidere di sviluppare tutto “from 
scratch” può condurre a vari problemi nel corso 
del ciclo di design: se il progetto di un prodotto 
parte male, una volta che il dispositivo viene rila¬ 
sciato sul mercato, e poi commercializzato, si può 
andare incontro a elevati costi di supporto, dovuti 
alle più onerose attività di assistenza necessarie 
per rispondere ai problemi incontrati dagli utenti, 
che poi si riflettono anche in impatti negativi sul¬ 
la “user experience” e suH’immagine del marchio. 
Il costo totale del progetto può inoltre crescere in 
maniera inaspettata, se in fase iniziale non si riesce 
a stimare adeguatamente i costi che si dovranno so¬ 
stenere nel corso del ciclo di design, per supportar¬ 
ne le varie fasi: dallo stadio di proto tip azione, allo 
sviluppo, al test, alla validazione, alla certificazione 
del dispositivo. Ancora, sviluppare tutto da sé può 
esporre anche al rischio che la mancanza di compe¬ 
tenze hardware e software specifiche in determina¬ 
te aree ingegneristiche e tecniche comprometta la 
qualità del progetto, con ricadute, ad esempio, sul 


livello delle prestazioni radio, sulla sicurez¬ 
za, sui consumi di energia, sull’inte¬ 
grazione dei sensori e così via. 

Onda open source: 
non più solo “makers” 

Tra gli starter kit e le schede 
di valutazione e sviluppo dispo¬ 
nibili sul mercato per chi progetta 
device IoT, e non solo, non si può certo 
dimenticare il fenomeno ormai globa¬ 
le rappresentato dalle board open source 
come Arduino, che, dal mondo dei “makers”, 
appassionati, studenti e hobbisti di elettroni¬ 
ca, stanno migrando, specialmente nel contesto 
industriale europeo, verso il mercato e le appli¬ 
cazioni delle piccole e medie imprese, sempre più 
attratte dall’opportunità di semplificare e rispar¬ 
miare sui costi di ricerca e sviluppo utilizzando 
le soluzioni e metodologie DIY (do-it-yourself). 
Anche in questo caso, il vantaggio chiave sta nel 
fondare le attività di prototipazione partendo da 
una scheda di validità collaudata e comprovata. Il 
fatto che le board open source siano relativamente 
economiche, in confronto ad altre piattaforme ba¬ 
sate su microcontroller, è solo uno dei principali 
benefici annoverati da Arduino per le proprie piat¬ 
taforme di sviluppo, a cui si aggiunge ad esempio 
la possibilità di lavorare con una soluzione “cross- 
platform”, perché il software Arduino gira su siste¬ 
mi operativi Windows, Macintosh OSX e Linux, a 
differenza, sottolinea la società, della maggioran¬ 
za dei sistemi microcontroller, che sono limitati 
all’uso di Windows. In aggiunta, si può fare affida¬ 
mento su un ambiente di programmazione chiaro, 
semplice, flessibile, e adatto anche a chi non fa di 
professione l’ingegnere o lo sviluppatore di sistemi 
embedded. Un altro interessante vantaggio è che 
oggi le opportunità applicative si possono estende¬ 
re agli ambienti industriali: anche quelli dove le 
applicazioni critiche funzionano ancora su tradi¬ 
zionali macchinari dedicati, in genere privi di con¬ 
nessione alla IoT: qui, un ricondizionamento del 
macchinario eseguito sulla base di Arduino può 
permettere di connettere la vecchia attrezzatura 
industriale al mondo delle tecnologie improntate 
al paradigma Industria 4.0, per raccogliere in mo¬ 
dalità remota dati sullo stato e sul funzionamento 
della macchina, e sviluppare applicazioni di ma¬ 
nutenzione predittiva. 


EMBEDDED 70 • NOVEMBRE • 2018 


40 











PARSLEV 

MIUTARY GRADE, RUGGED USB DRIVE 

Reinforced USB memory key available in diffe- 
rent capacities. To be used with Amphenol So- 
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resistance, 

Electrostatic discharge resistant 
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Interface Compatible with USB 2.0(480Mbps) 
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MTBF @ 25°C: >5,000,000 hours 

Number of Insertions: 10,000 minimum 
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Sensori d’immagine e di uisione 

I sensori di visione sono mini-sistemi di visione industriale che nascono 
già personalizzati per una applicazione, e quindi con vantaggi di semplicità 
di installazione e utilizzo, maggiore efficienza e costi inferiori rispetto 
a sistemi convenzionali più complessi 


Silvano lacobucci 


Clearly shows objects in smoke-filled environment. 



Fig. 1 - L’imaging IR è capace di evidenziare oggetti in ambienti 
saturi di fumo 


l 1 sensore è un componente fonda- 
mentale per l’acquisizione delle imma¬ 
gini. Attraverso un dispositivo ad ac¬ 
coppiamento di carica (CCD), il sensore 
cattura la luce (fotoni) e la converte in 
segnali elettrici (elettroni) che costitui¬ 
scono Timmagine digitale. L’immagine 
è costituita da un insieme di elementi 
puntuali (pixel), che risultano tanto più 
piccoli quanto più elevata è la risolu¬ 
zione, e scuri o chiari a seconda dell’in¬ 
tensità della luce. È chiaro quindi che 
il sensore deve avere una risoluzione 
adeguata in funzione dell’applicazione; 
normalmente, più elevata è la risoluzio¬ 
ne, maggiori dettagli avrà l’immagine 
e più precise risultano le misurazioni, 
tuttavia se è eccessiva potrebbero esse¬ 
re più elevati i costi della soluzione e i 
tempi di elaborazione delle immagini. 

Oltre al sensore sono fondamentali l’il¬ 
luminazione, le lenti, il processore che 
elabora l’immagine in modo da estrar¬ 
re le informazioni necessarie per una 
successiva azione, e una componente 
di comunicazione verso un sistema che 
utilizza le informazioni. I sensori di vi¬ 
sione sono mini-sistemi di visione industriale che 
nascono già personalizzati per una applicazione, 
e quindi con vantaggi di semplicità di installazio¬ 
ne e utilizzo, maggiore efficienza e costi inferiori 
rispetto a sistemi convenzionali più complessi. I 
sensori di immagine e visione sono spesso utilizza¬ 
ti in applicazioni di automazione, riconoscimento 
e rilevamento (presenza, posizione, orientamento) 


in diversi settori, in particolare: automobilistico, 
beni di consumo, elettronica, agroalimentare, logi¬ 
stico, farmaceutico. 

Visione a infrarossi 

La visione artificiale nel vicino infrarosso è sem¬ 
pre più utilizzata in automazione industriale, 
in robotica e in sicurezza industriale. L’integra- 
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zione di questa tecnica 
con “imaging” nel visibi¬ 
le, aumenta la qualità e 
l’affidabilità delle misure 
permettendo di studia¬ 
re anche caratteristiche 
“non visibili” di particola¬ 
ri negli oggetti da analiz¬ 
zare. Hamamatsu Pho- 
tonics ha recentemente 
rilasciato dei nuovi sen¬ 
sori d’immagine InGaAs, 
mono e bidimensionali, 
per applicazioni di “Ima¬ 
ging” nel vicino infra¬ 
rosso (NIR). Tra questi 
dispositivi, sono da evi¬ 
denziare le nuove serie 
G13393 e G13441. Il sensore G13393-0909W 
(640 x 512 pixel) ha una risposta spettrale fino a 
1,7 pm, una QE(bp) superiore al 65% e un frame 
rate maggiore di 60 frame/s. Il sensore G13441- 
01 (192 x 96 pixel) ha una risposta spettrale fino 
a 2,2 pm, una QE(hp) superiore al 70% e un fra¬ 
me rate maggiore di 860 frame/s. 

Tali dispositivi sono costituiti da una matrice di 
fotodiodi InGaAs con struttura “back-thinned” e 
da un circuito di lettura integrato (ROIC) in tec¬ 
nologia CMOS e raggiungono velocità elevate e 
consumi contenuti. Per migliorare il rapporto Se¬ 
gnale/Rumore (S/N) e avere una misura più affi¬ 
dabile, i sensori sono raffreddati con celle a due 
stadi Peltier comprensive di un termistore per 
un controllo accurato della temperatura. Le ap¬ 
plicazioni con misure nel vicino infrarosso offrono 
numerosi vantaggi: acquisizione di immagini in 
condizioni di limitata visibilità; capacità di evi¬ 
denziare alcune caratteristiche dei materiali che 
non sono visibili in luce ambiente (come il conte¬ 
nuto di acqua nei materiali o il grado di matura¬ 
zione della frutta); ridotto livello di saturazione 
dovuto alla luce solare o ambientale. In ambito 
industriale alcuni esempi di applicazioni sono: or¬ 
dinamento di oggetti di varia natura (plastiche, 
vetro, materiali organici) nell’industria del riciclo 
o nell’industria alimentare mediante la tecnica 
dell’hyperspectral imaging; controlli non distrut¬ 
tivi nel packaging o nell’industria dei semicondut¬ 
tori; visione artificiale o riconoscimento forme in 
automazione industriale; termografia e altri an¬ 


cora. In ambito “Home Land Security” i sensori 
InGaAs possono essere utilizzati come rivelatori 
per imaging in condizioni di bassa luminosità in 
sistemi di visione notturna e di sorveglianza, o 
per il monitoraggio degli incendi (Fig. 1). 

Un “occhio” di sicurezza 

La soluzione SafetyEYE di Pilz è costituita da 
diverse componenti integrate: un’unità senso¬ 
riale, un’unità di elaborazione dati e un PLC di 
sicurezza. L’unità sensoriale, composta da tre 
telecamere ad elevata dinamica che acquisiscono 
le immagini in gradazioni di grigio (Fig. 2), invia 
le informazioni attraverso fibra ottica all’unità di 
elaborazione, che interpreta i dati acquisiti e li 
confronta con quelli impostati dall’utente per poi 
pilotare il PLC di comando. 

Le zone sottoposte ad allarme e quelle da pro¬ 
teggere vengono definite e configurate attraver¬ 
so schemi precostruiti o impiegando il relativo 
software di disegno a mano libera da PC. Se un 
addetto oltrepassa lo spazio virtuale di allarme 
monitorato, il sistema di controllo lo avvisa con 
un allarme acustico-luminoso e riduce la veloci¬ 
tà operativa del macchinario per sicurezza, ma 
senza bloccarlo. Se l’addetto retrocede, il macchi¬ 
nario riprende a lavorare a velocità normale, al¬ 
trimenti avviene il fermo in emergenza. La solu¬ 
zione SafetyEYE contribuisce quindi a ridurre i 
fermi macchina perché una violazione della zona 
da proteggere non si traduce sempre automatica- 
mente in un arresto di emergenza. 
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SBC e moduli display: 

il mix perfetto per il progettista 

Con un SBC Raspberry Pi e un modulo di visualizzazione 
della serie gen4-4DPi di 4D Systems è possibile realizzare 
virtualmente qualsiasi tipo di prodotto 


Markku Riihonen 


Business develooment manaaer 

4D Svstems 



IM 


egli ultimi dieci anni si è registrato sul 
mercato un significativo aumento del numero 
di nuovi prodotti basati sull’elettronica di con¬ 
sumo e questo trend non mostra segni di rallen¬ 
tamento. Si può trovare di tutto, da uno spaz¬ 
zolino connesso a IoT a un’app per “petcam” 
che consente di controllare il proprio cane 
o gatto quando sono in casa da soli. 
L’innovazione, si può a ra 
gione affermare, è il 
frutto dell’immagina¬ 
zione. 

Analizzando più in pro¬ 
fondità ogni progetto, si 
potrà probabilmente scoprire 
che è stato sviluppato sfrut¬ 
tando una o più tecniche oggi 
disponibili a tutti. Più preci¬ 
samente ci si sta riferendo al 
boom della stampa 3D, che sta 
mettendo a disposizione di una 
moltitudine di utenti capaci¬ 
tà di progettazione e stampa. 

Tutto questo non è ascrivibile 
solamente a una stampante 
3D, ma anche alla disponibilità 
di portali Online gratuiti come 
Tinkercad, dove non solo è pos¬ 
sibile sviluppare il proprio progetto, ma anche 
condividerlo con altri utenti della community, 



Fig. 1 - 

Raspberry V 
Pi ZeroW 

(immagine 

gentilmente 

concessa 

da Raspberry Pi 

Foundation) 


oppure utilizzare o modificare un progetto svi¬ 
luppato da terze parti. Se a questo si aggiunge 
una community altrettanto aperta, numerosa 
e qualificata che supporta computer su scheda 
singola (SBC) come Raspberry Pi, Arduino e 
BeagleBone Black, l’idea è già quasi pronta per 
essere inviata in produzione. 

□all’idea alla realizzazione 

Una volta ideato il progetto di un prodotto e 
realizzato un paio di prototipi da mostrare 
a un gruppo ristretto di persone, può sor¬ 
gere la voglia o la necessità di introdur¬ 
re il prodotto sul mercato. Condurre 
ricerche di mercato e ottenere finan¬ 
ziamenti sono sempre stati compiti 
abbastanza difficili da espletare 
ma, fortunatamente, oggi esiste 
una valida alternativa, rap¬ 
presentata dal crowdfunding. 
Siti di crowdfunding come 
Kickstarter e Indiegogo 
mettono a disposizione 
un forum non solo per 
dare forma all’idea del 
progetto di un prodotto e va¬ 
lutare l’interesse dei consumatori, 
ma anche per ottenere finanziamenti. Se un’i¬ 
dea viene apprezzata da un numero sufficiente 
di “early adopter” i quali ritengono che i piani 
di produzione sono ben studiati e realizzabili, 
è possibile reperire in tempi brevi la disponi- 
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bilità finanziaria per avviare l’attività. Lo 
scenario esposto in precedenza presenta 
inoltre un altro aspetto interessante: mol¬ 
ti degli inventori e innovatori che intro¬ 
ducono nuovi prodotti 
non sono progettisti 
professionisti. Certo, 
una mente curiosa può 
acquisire molte compe¬ 
tenze e conoscenze di 
base attraverso la speri¬ 
mentazione, ma sono la 
passione e l’esperienza 
degli innovatori per il 
proprio nuovo prodotto 
a fornire il “trampolino 
di lancio” per trasfor¬ 
mare un’idea in realtà. 

Sono infatti in gran numero coloro che hanno 
sviluppato l’idea di un prodotto partendo dal¬ 
la frustrazione dovuta alle azioni ripetitive da 
compiere, o agli strumenti usati nella propria 
vita quotidiana, a casa o al lavoro. La frase “La 
necessità è la madre dell’invenzione” in questo 
contesto è perfettamente azzeccata. 

SBC: quale scegliere 

Quando si trat¬ 
ta di scegliere un 
SBC esistono de¬ 
cine di schede di¬ 
verse disponibili, 
molte delle quali 
con una selezio¬ 
ne di configurazio¬ 
ni. Raspberry Pi basato su 
Linux, ad esempio è stato 
introdotto nel 2013 e fino al 
mese di marzo 2018 ne sono 
stati venduti oltre 19 milio¬ 
ni. Disponibile ora in schede 
con quattro diversi fattori di 
forma, Raspberry Pi è sta¬ 
to visto come il fautore della 
rinascita dell’elettronica a livello hobbystico. 
Raspberry Pi Zero W, una delle versioni della 
scheda (Fig. 1), include Wi-Fi, Bluetooth 4.1 e 
connettività wireless Bluetooth Low Energy, 
oltre a una CPU ARM11 single-core da 1 GHz 
e 512 MB di RAM, il tutto racchiuso in un in¬ 





A &S£*%rii 


Fig. 2 - Display 
da 4,3 pollici 
gen4-4DPi-43T 


volucro compatto che misura 65 x 30 x 5 mm. 
La famiglia di schede Raspberry Pi è stata am¬ 
piamente adottata dagli innovatori amatoriali 
e dai produttori di automazione industriale. 

Le community e i forum Online offrono una 
vasta gamma di suggerimenti in merito a 
_ programmazione e tecniche 
di interfaccia- 
Jm Fig. 3 _ mento hardware 

Adattatore che aiutano gli 

B gen4-4DPi per sviluppatori a 

Raspberry Pi n 0 . ., 

far funzionare il 

proprio prodotto. 
Esse possono an¬ 
che rappresenta¬ 
re il nucleo di nu¬ 
merosi prodotti 
industriali a bas¬ 
so costo, permet¬ 
tendo ai produt¬ 
tori di conseguire 
notevoli risparmi 
in termini di costi 
di sviluppo rispetto a 
quelli che dovrebbero soste¬ 
nere ricorrendo a un sistema em- 
bedded personalizzato. 

L’importanza del display 

Raspberry Pi ha inoltre generato un intero 
indotto che fornisce una gamma di schede di 
interfaccia periferiche, custodie e moduli di vi- 
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sualizzazione a prezzi decisamente accessibili. 
Un innovatore “in erba” è in grado di assem¬ 
blare rapidamente tutte le parti necessarie per 
realizzare il prototipo di una nuova idea di pro¬ 
dotto. Dal punto di vista del sistema operati¬ 
vo, Raspberry Pi utilizza una release di Linux 
estremamente affidabile, resiliente e ben sup¬ 
portata. I linguaggi di programmazione dispo¬ 
nibili includono quelli più diffusi di alto livello 
come Python e C/C++ e altri strumenti visivi 
come Node-RED e Scratch. 

Un esempio di display adatto per l’uso come 
schermo principale su tutta la famiglia Ra¬ 
spberry Pi è la serie gen4-4DPi di 4D Systems 
(Fig. 2). Disponibile in formati da 4,3, 5 o 7 pol¬ 
lici con controlli tattili resistivi o capacitivi op¬ 
zionali, 4DPi è progettato per funzionare con il 
sistema operativo standard Raspbian e riceve i 
dati da tutto ciò che viene inviato all’interfaccia 
HDMI. 

4 DPi da 4,3 pollici include uno schermo TFT da 
480 x 272 pixel (risoluzione 800 x 480 per i mo¬ 
delli da 5 e 7 pollici) - si faccia riferimento alla 
figura 3 - e un adattatore (Fig. 4). Il display da 
4,3 pollici è caratterizzato da una frequenza di 
20 fotogrammi al secondo (tipica) ed è alimen¬ 
tato direttamente dall’SBC host. Poiché non è 
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necessaria alcuna alimentazione aggiuntiva, 
questa combinazione è ideale per l’uso in pro¬ 
dotti di dimensioni ridotte. La comunicazione 
con Raspberry Pi avviene tramite una connes¬ 
sione rapida SPI a 48 MHz che utilizza una 
tecnologia di compressione per migliorare ulte¬ 
riormente la velocità di trasferimento dei dati. 
Per elaborare i dati SPI e trasferirli al control¬ 
ler LCD viene utilizzato un FPGA di Xilinx. 
Supponendo di avere un Raspberry Pi Zero W 
funzionante, basta seguire le istruzioni fornite 
nella scheda tecnica di gen-4DPi per connettere 
il display all’SBC. Ciò comporta il download e 
l’installazione degli aggiornamenti del kernel 
dal sito Web di 4D Systems e la modifica di un 
paio di opzioni di avvio. F inoltre consigliabi¬ 
le calibrare lo schermo tattile per assicurarsi 
che funzioni correttamente con l’applicazione e, 
se necessario, modificare l’orientamento dello 
schermo da orizzontale a verticale. 

La figura 4 mostra il Raspberry Pi Zero W e 
un adattatore gen4-4DPi da 4,3 pollici collegati 
insieme, con il desktop Raspbian. Con una serie 
di SBC, moduli e assistenza da parte della com¬ 
munity prontamente disponibili, ciò che può es¬ 
sere progettato dagli innovatori è limitato solo 
dalla loro immaginazione. 
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Efficienza: la chiave per 
l'archiviazione conveniente dei dati 


Tecniche innovative per la progettazione degli UPS offrono livelli 
elevati di efficienza e di prestazioni 


Armin Dernmanns 

General Manager Solution Marketing 
Toshiba Electronics Europe 



INI el mondo sono pre¬ 
senti enormi quantità di dati 
come mai prima d’ora, e c’è 
un’altra cosa di cui potete sta¬ 
re certi: i volumi di dati che 
memorizziamo sono solo desti¬ 
nati a crescere. Data l’impor¬ 
tanza di questi ultimi per qua¬ 
si tutti gli aspetti della nostra 
vita quotidiana, i data centre 
altamente sicuri garantiscono 
che questi dati non vengano 
mai persi e siano sempre a 
nostra disposizione quando ne 
abbiamo bisogno. 

Con l’alto livello di aspettative 
sulla disponibilità dei dati che 
li caratterizzano, i data cen¬ 
tre includono prevedono un’elevata ridondanza. 
Tuttavia, pur essendo tale approccio necessario, 
esso porta a costi più elevati in un mondo in cui 
la memorizzazione dei dati sta diventando una 
commodity e i prezzi sono in calo. 

Al centro della fornitura di questi servizi ad alto 
livello si trova il gruppo di continuità (UPS), il 
quale non solo filtra e condiziona l’alimentazio- 
ne, ma assicura anche la continuità del servizio 
durante le interruzioni della fornitura di energia 
elettrica. In questo articolo verrà analizzata l’e¬ 
voluzione di questa tecnologia e saranno illustra¬ 
ti alcuni progressi in grado di garantire una mag¬ 
giore efficienza senza penalizzare le prestazioni 
dei sistemi UPS. 


Le tipologie di UPS 

Al rapido crescere delle quantità di dati, la sca- 
labilità nei data centre moderni è diventata un 
requisito essenziale per soddisfare queste esigen¬ 
ze di Storage. Le interruzioni delfalimentazione 
elettrica sono sempre più frequenti, il che signifi¬ 
ca che gli UPS sono uno strumento indispensabi¬ 
le per garantire la disponibilità continua dei dati. 
Pertanto, non desta sorpresa il fatto che la socie¬ 
tà di analisi marketsandmarkets preveda che il 
mercato per gli UPS raggiungerà 13,7 miliardi di 
dollari entro il 2022 e che alcuni mercati, quali 
l’Asia-Pacifico, continueranno a crescere di circa 
il 7,2% su base annua. Esistono tre principali tipi 
di UPS attualmente in uso: offline, a linea inte¬ 
rattiva e in linea a doppia conversione (Fig. 1). 
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Pur essendoci differenze tecniche e di prestazio¬ 
ni, ciò che tutti questi sistemi hanno in comune è 
l’esigenza di essere efficienti, di fornire una cor¬ 
rezione del fattore di potenza (PFC) il più possi¬ 
bile vicina all’unità e di condizionare la tensione 
fornita — pur offrendo tutto ciò ad un costo sem¬ 
pre più basso! 

L’altro fattore che “mette a dura prova” i proget¬ 
tisti è dato dai vincoli di spazio imposti per soddi¬ 
sfare i requisiti della 
soluzione in fase di 
sviluppo. Lo spazio 
è un valore aggiunto 
in tutti i data cen- 
tre, e gli operatori 
cercano di riempirlo 
con ogni mezzo con 
risorse di Storage 
in grado di gene¬ 
rare profitti, con la 
conseguenza che i 
sistemi UPS sono 
sottoposti a pressio¬ 
ni crescenti verso la 
miniaturizzazione. 

Questo ha alimenta¬ 
to la popolarità de¬ 
gli approcci di tipo 
rack basati su UPS 
modulari. Poiché la potenza complessiva di ogni 
modulo è molto inferiore a quella dell’intero si¬ 
stema di UPS, i progettisti dispongono di mag¬ 
giore flessibilità e di una maggiore capacità di 
scalare le soluzioni. La riduzione delle dimensio¬ 
ni del gruppo di continuità, pur mantenendo la 
potenza di uscita (o talvolta aumentandola), ha 
un impatto significativo sulla densità di potenza. 
Questa sfida continua a crescere, dato che i pro¬ 
getti di dimensioni inferiori dispongono di meno 
spazio per i componenti per la gestione termica 
come i dissipatori. Spesso si rende necessario il 
raffreddamento attivo con le ventole, ma questi 
dispositivi impattano sull’efficienza complessi¬ 
va del sistema, consumando essi stessi energia. 
Mentre l’efficienza costituisce probabilmente l’o¬ 
biettivo più importante per la gestione dei costi 
operativi, la correzione del fattore di potenza ha 
un impatto significativo anche sui costi. Un UPS 
mal progettato può anche aggiungere armoniche 
di tensione indesiderate all’alimentazione, il che 


può infuenzare negativamente il funzionamento 
di apparecchi di elaborazione e di Storage di im¬ 
portanza vitale. 

Miglioramento delle prestazioni degli UPS 

Quando i dispositivi WBG (Wide Band Gap) re¬ 
alizzati mediante materiali come GaN e SiC 
saranno disponibili in volumi, ci si attende un 
passo in avanti significativo in termini di presta¬ 


zioni, con una maggiore affidabilità e una fascia 
di prezzo ragionevole. Fino ad allora, i progettisti 
stanno continuando a cercare di ottenere anche i 
miglioramenti più modesti delle prestazioni dai 
MOSFET esistenti basati su silicio. 

Toshiba ha brevettato una tecnica che sta su¬ 
scitando grande interesse, in quanto permette 
ai MOSFET esistenti a supergiunzione basati 
su silicio di conseguire livelli di prestazioni che 
si avvicinano a quelli delle soluzioni ad ampio 
bandgap di prossima generazione. 

Basandosi su una topologia a mezzo ponte, si può 
dimostrare come le perdite di commutazione pos¬ 
sono diventare molto significative aumentando la 
frequenza di commutazione. 

Esistono due aspetti principali legati a queste 
perdite; il primo è la carica di recupero inverso 
(Q ee ) immagazzinata nel diodo, che genera un 
picco di corrente nel transistor inferiore quando 
esso commuta verso lo stato di conduzione. Il se¬ 
condo è il picco di corrente di carica durante l’in- 



* 



Fig. 2 - La topologia a mezzo ponte presenta due meccanismi principali di perdite 
di commutazione 
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Fig. 3 - Implementazione pratica di una soluzione A-SRB 


versione della capacità di uscita (C oss ) del transi¬ 
stor a commutazione superiore (Fig. 2). 

Il Synchronous Reverse Blocking (SRB) è una 
tecnica che blocca la corrente inversa utilizzan¬ 
do un transistor controllato in modo sincrono e 
convoglia la corrente inversa prodotta attraverso 
un diodo al SiC, con una significativa riduzione 
dell’impatto della Qrr. 

Toshiba ha brevettato l’Advanced-SRB (A-SRB) 1 ' 1 , 
una tecnica innovativa che elimina le perdite 
di potenza durante la ricarica della capacità di 
uscita (C oss ), attraverso la precarica ad una VDS 
superiore fino a circa 40 V, utilizzando una pom¬ 
pa di carica all’interno delTIC driver. Questo 
riduce efficacemente la C oss di un fattore 100, 
abbattendo di conseguenza le perdite in misura 
significativa. 


In una realizzazione pratica in tecnologia A-SRB, 
il transistor a commutazione principale è un MO- 
SFET di tipo DTMOS IV a supergiunzione ad 
alta tensione con una tensione massima di bloc¬ 
co di circa 650 V. Il transistor di blocco collegato 
in serie è un MOSFET di tipo UMOS Vili a su¬ 
pergiunzione a bassa tensione con una tensione 
di blocco di 60 V. Il diodo di ricircolo è un diodo 
Schottky al SiC, come mostrato nella figura 3. 
L’IC driver T1HZ1F genera tutti i segnali di con¬ 
trollo necessari a partire da un semplice segnale 
PWM in ingresso, e include una soluzione brevet¬ 
tata che contiene il principio di controllo della so¬ 
luzione completa. Questa soluzione è utilizzabile 
in numerose applicazioni in cui la tecnologia A- 
SRB offre vantaggi, tra cui gli UPS, gli inverter 
solari, i convertitori DC/DC e il controllo dell’a¬ 
zionamento dei motori. Poiché 
la tecnologia A-SRB gestisce 
le perdite di commutazione, 
è possibile usare frequenze di 
commutazione superiori, e ciò 
consente di ridurre le dimen¬ 
sioni e il peso in componenti 
quali il filtro di uscita senza 
penalizzazioni nell’efficienza. 
Gli IGBT non sono così compe¬ 
titivi, poiché le loro frequenze 
di commutazione sono solita¬ 
mente limitate a circa 20 kHz. 
La figura 4 qui sotto illustra 
i casi in cui i vantaggi di una 
soluzione A-SRB sono significa¬ 
tivi rispetto alle topologie con¬ 
venzionali e inoltre aumentano 
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Fig. 5 - In base al livello di potenza richiesto, sono state scelte delle soluzioni a 
discreti o modulari 


al crescere della frequenza. 

Ad esempio, a una frequen¬ 
za operativa di 50 kHz e 
con un carico di 1 kW, un 
inverter con una topologia 
A-SRB supporterebbe un 
aumento dell’efficienza del 
4%, se confrontato con una 
topologia standard o con 
una soluzione a IBGT. Ciò 
permette di ottenere una 
riduzione significativa nei 
requisiti di gestione ter¬ 
mica, diminuendo di con¬ 
seguenza le dimensioni, il 
peso, la complessità e i costi 
a livello di sistema. Infatti, 
in un data centre i rispar¬ 
mi sono nel complesso su¬ 
periori, poiché la riduzione 
della generazione di calore 
diminuisce ulteriormente il 
costo per il condizionamen¬ 
to dell’aria. Così, per ap¬ 
prezzare appieno i vantaggi 
della tecnologia A-SRB, è necessario considerare 
simultaneamente sia l’aumento delTefficienza sia 
l’esigenza di un migliore condizionamento della 
tensione. L’aumento della frequenza di commuta¬ 
zione contribuisce anche a migliorare la generazio¬ 
ne di un’onda sinusoidale di alta qualità, tuttavia 
a 50 kHz le perdite di commutazione aumentano 
drasticamente. In questo caso la tecnologia A-SRB 
fa la differenza. A 50 kHz essa supporta un miglio¬ 
ramento significativo nel condizionamento della 
tensione pur migliorando ulteriormente l’efficien¬ 
za. Nei sistemi privi del sistema A-SRB, i proget¬ 
tisti lottano per ottenere contemporaneamente 
entrambi i miglioramenti. 

Soluzioni A-SRB modulari e discrete 

Sono disponibili diverse soluzioni per implemen¬ 
tare la funzionalità A-SRB, in relazione al livello 
di potenza richiesto (Fig. 5). Il modulo T1JM4 è 
una soluzione A-SRB completa per potenze fino 
a 300 W che integra i gate driver, i transistor a 
commutazione e i diodi Schottky al SiC. 

Se sono richiesti livelli più elevati di potenza, 
allora il driver T1HZ1F di Toshiba può essere 
utilizzato con DTMOS, LVMOS e SBD al SiC a 


discreti per una soluzione scalabile. Toshiba offre 
i componenti necessari come kit completi di com¬ 
ponenti che semplificano la gestione delle ordina¬ 
zioni e delle scorte. 

Riepilogo 

Proteggere i sistemi che memorizzano i nostri 
dati preziosi e garantire un’alimentazione co¬ 
stante e di qualità elevata, a fronte di costi di ac¬ 
quisto e di gestione contenuti, rappresenta una 
sfida significativa per i progettisti. Pur essendo i 
dispositivi ad ampio bandgap molto promettenti, 
di rado essi costituiscono una soluzione commer¬ 
cialmente valida. La tecnologia A-SRB brevetta¬ 
ta da Toshiba e i relativi driver e moduli offrono 
una soluzione intermedia fondamentale, consen¬ 
tendo ai progettisti di raggiungere ad oggi livelli 
di prestazioni che sono simili a quelli delle tecno¬ 
logie dei semiconduttori ad ampio bandgap. 

Note 

[1] Toshiba Corporation Energy Systems & Solu¬ 
tions Company, 2016. Sistema di commutazione e 
di conversione di potenza su semiconduttore. Bre¬ 
vetto Europeo EP 2 600 527 Bl. 03.02.2016 
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RIVISTA 


In uscita a dicembre, sia in forma 
cartacea sia digitale, ha 
l’ambizione di essere un 
osservatorio privilegiato per fare 
il punto sull’anno che si sta per 
concludere ed analizzare i trend 
che caratterizzeranno il prossimo 



r> 

[ az j 

f BbK 


t< 

[ 1 

1 ^NRAD 


y 


1 iMwrecH 

A 



twnr' 


C 


X— 1 

iMLRin 


zm 

lèUS*] 


t V tV A fll 

y i 

. n .,Trrr 1 

' mime 













La tecnologia che si fa Sistema 



NEWSLETTER 

Ogni ultima domenica del mese è 
l'appuntamento fisso per tutti gli operatori 
del settore per essere aggiornati sulle 
evoluzioni normative e fiscali, gli scenari di 
mercato e le tecnologie abilitanti 


A 4.0 


^ i^g- ‘i | 


ITALIA 4.0 


CPU mwiéitu rizzata IBM 
blockchtin ready 


AMR m m «Mire a Mbit aia ClitMa ia CjnRtfM 

iMRlOém m* QuaflU 2917 


ITALIA 4.0I-. 


rtCMUOM «HI IO SHAKI IMMAACTl 

La fAffawfi itiMaf c?m<# 


f’- 


Il canale digitale e arricchito quotidianamente dalle notizie 
pubblicate su tutti i nostri portali oltre che da articoli ad hoc: 
scenari di mercato, finanziamenti e normative, tecnologie 
abilitanti, faccia a faccia con i protagonisti 


Per maggiori infomazioni: marketing@fieramilanomedia.it 


FIERA MILANO 

MEDIA 




















DEV BOARDS 


HARDWARE 


Soluzioni FPGA per ridurre i tempi 
di suiluppo 

Basata sull’FPGA MAXIO di Intel, MAXIOOO è nata come scheda 
di sviluppo a basso costo, ma in seguito è stata largamente usata 
come componente in numerose applicazioni 


Helmut Plòtz 


Technoloav Suoolier Business Manaaer EMEA 

Arrow Electronics 



A 

^. causa delle continue e costanti pressio¬ 
ni su tempi e costi è più importante che mai sia 
per le start-up sia per le società già consolida¬ 
te trasferire ogni idea 
in produzione nel mi¬ 
nor tempo e nel modo 
più affidabile possibile. 

Per tale motivo alcune 
piattaforme di sviluppo 
sono diventate la base 
del prodotto finale. Un 
esempio è quello della 
scheda IoT MAX1000 
FPGA, sviluppata da Ar¬ 
row Electronics in col¬ 
laborazione con Trenz 
Electronic. Basata sul¬ 
l’FPGA MAXIO di Intel, 

MAX1000 (Fig. 1) è nata 
come scheda di sviluppo a 
basso costo, ma in segui¬ 
to è stata largamente 
usata come componente in numerose applicazio¬ 
ni. Ciò è dovuto non solo al fatto di essere una 
scheda entry-level di facile uso, ma anche per 
essere già completamente qualificata e di conse¬ 
guenza adatta all’uso in un prodotto finito. 

Ne sono disponibili diverse versioni: può essere 
infatti incorporata nel suo formato originale con 
degli add-on oppure modificata, se necessario, 


o anche ridisegnata per realizzare un sistema 
MAXIO personalizzato in base alle specifiche 
dell’utente. In poche settimane è possibile prepa¬ 
rare il prototipo di un nuovo modello MAX1000 
basato su precise specifiche del cliente. 

In termini di time-to-market, questa rapidità 
si traduce in un sostanziale beneficio per ogni 
team o società di sviluppo che deve procurarsi 
i componenti e realizzare il prodotto, dato che 

in caso contrario esse 
avrebbero bisogno di un 
tempo assai più lungo, 
senza contare quello 
necessario per l’intero 
processo di qualificazio¬ 
ne. La disponibilità dei 
già esistenti progetti 
software Quartus Prime 
significa, inoltre, che ci 
sono punti di accesso già 
pronti, il che si traduce 
in un’ulteriore riduzio¬ 
ne del tempo necessario 
per portare a termine 
l’applicazione. L’uso di 
questa scheda consente 
quindi un risparmio di 
tempo e costi per l’intero 
processo di sviluppo, come pure dei rischi, dato 
che si usa un prodotto già qualificato. 

Molteplici varianti 

Ci sono attualmente tre varianti di MAX1000, 
con diverse densità logiche e capacità di memo¬ 
ria, disponibili come add-on. Inoltre sono state 
sviluppate versioni che supportano la saldatu- 



Fig. 1 - MAX1000 FPGA è una scheda IoT sviluppata 
da Arrow Electronics in collaborazione con Trenz 
Electronic 
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ra SMD e i SoM (System-on-Module) inseribili 
(pluggabili), in risposta alle richieste dei clienti, 
oltre ad altre funzioni e interfacce supplementa¬ 
ri, sensori e opzioni di Storage. 

Nella versione standard la scheda MAX1000 
presenta varie caratteristiche utili e progettate 
con la massima cura, che possono essere imme¬ 
diatamente utilizzate dai clienti nelle loro appli¬ 
cazioni in-house. Il suo core è un FPGA MAXIO 
Intel in singolo chip con densità logica scalabile 
da 2 a 16 KLE, boot duale integrato e memo¬ 
ria Flash utente, un ADC a 12 bit, blocchi DSP, 
reazione istantanea all’accensione e un softcore 
NIOS II dedicato a una semplice programmazio¬ 
ne in C. 

Flash di sicurezza 

È in dotazione una SDRAM esterna fornita 
come memory card addizionale o per lo Storage 
di dati volatili. Una memoria Flash QSPI è in¬ 
tegrata nell’FPGA per consentire di operare con 
programmi di maggiori dimensioni e maggiori 


volumi di dati. Invece di una Flash di sistema 
standard viene usata la W74M Winbond Au- 
thentication & Security Flash con funzionalità 
estese. Oltre alla memoria Flash la W74M in¬ 
corpora un cryptoacceleratore HMAC-SHA-256 
e quattro contatori separati con chiavi di sicu¬ 
rezza volatile e non-volatile selezionabili singo¬ 
larmente. Ciò significa che ai valori di memoria 
trasmessi mediante l’SPI può essere associato 
un riferimento temporale e che possono essere 
codificati in modo appropriato per proteggere ef¬ 
ficacemente le informazioni da attacchi esterni. 
W74M permette agli sviluppatori di salvaguar¬ 
dare codici e dati, oltre a garantire una maggiore 
sicurezza con diverse opzioni di autenticazione 
ad ogni livello. Grazie alle quattro chiavi fornite 
si possono iniziare i processi di autenticazione 
per la propria CPU/FPGA, il gateway di livello 
più elevato, il Cloud dei dati connessi mediante 
l’app sui dispositivi mobili, in modo tale che sia 
possibile trasmettere dati in un formato comple¬ 
tamente codificato. Per i progetti dimostrativi 
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iniziali con MAX1000 sono stati incorporati un 
sensore accelerometro a tre assi, otto LED e due 
switch che possono essere usati, ad esempio, per 
far funzionare un’applicazione relativa al tasso 
alcoolico o anche un sistema di chiusura dall’in- 
terno. Per facilitare la connettività a sensori, 
interfacce o segnali esterni sono presenti pin 
PMOD e Arduino MKR compatibili con diverse 
schede già disponibili sul mercato. L’alimenta¬ 
zione viene fornita 
da un efficiente mo¬ 
dulo di conversione 
DC-DC di piccole 
dimensioni provvi¬ 
sto di un rotolo di 
cavo Enpirion, il 
quale fornisce i 5 V 
richiesti mediante 
connessione USB, 
che rappresenta 
l’unica sorgente di 
alimentazione ne¬ 
cessaria al sistema 
MAX1000. 

E integrato inol¬ 
tre un oscillatore 
MEMS che fornisce 
gli impulsi neces¬ 
sari al sistema MAX1000 e all’USB FTDI per il 
ponte JTAG come interfaccia di programmazione 
e debug. 

Tool di debug 

Un altro vantaggio della scheda MAX1000 è l’in¬ 
clusione di Arrow USB Programmer2, che ora 
opera ad alta velocità e offre molte nuove funzio¬ 
nalità di uso pratico. Mediante una porta USB 
si possono connettere due canali a un PC, una 
JTAG e un UART. In tal modo è possibile effet¬ 
tuare il debug dell’FPGA grazie alla connessione 
USB, mentre nello stesso tempo i dati dell’UART 
possono essere visualizzati sullo schermo. 

Le condizioni previste dalla licenza del softwa¬ 
re del driver dell’USB Programmer2 prevedono 
che il suo impiego con le schede progettate da 
Arrow siano gratuiti. E, tenendo conto del fat¬ 
to che l’USB Programmer2 è particolarmente 
utile anche per i clienti che sviluppano schede 
FPGA, esso è stato reso disponibile anche come 
piccola scheda stand-alone a basso costo con un 
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plug JTAG per l’uso in fase di sviluppo e come 
modulo SMD saldabile, con relativa licenza, da 
utilizzare nelle applicazioni finali. 

Futuri sviluppi 

E ora disponibile anche la scheda CYC1000 (Fig. 
2), con lo stesso fattore di forma del MAX1000, 
che incorpora il nuovo CyclonelO LP con 25 KLE 
e offre una serie di funzioni simili a quelle del 

MAX1000. Come 
quest’ultima, anche 
la scheda CYC1000 
può essere integrata 
nei prodotti finali in 
formato inalterato o 
modificato, essendo 
già stata compieta- 
mente qualificata. 

A breve sarà dispo¬ 
nibile il CyclonelO 
LP Reference Kit, 
che offre 55 KLE 
e conterrà l’intera 
gamma di funzio¬ 
ni di interfaccia e 
di memoria, inclusi 
2x Ethernet 10/100, 
USB 2.0, VGA, ADC/ 
DAC multicanale, SDRAM, HyperRAM, flash, un 
oscillatore, PMOD, Arduino, LVDS, display a 7 
segmenti, LED e switch. 

E attualmente in fase di sviluppo un SoM (sy- 
stem-on-module) Cyclone 10 GX, di classe di pre¬ 
stazioni più elevate, che presenta queste caratte¬ 
ristiche: 220 KLE, 12 transceiver a 12,5 Gbit, un 
alto numero di connettori LVDS, Gbit Ethernet, 
DDR3, funzioni di sicurezza, temporizzazione e 
numerose altre. Questo SOM permetterà di crea¬ 
re applicazioni a basso costo per le interfacce 10 
Gbit Ethernet, USB3.X, JESD204B e per quelle 
di accelerazione, Big Data, gateway, industriali, 
applicazioni video e con immagini, per non citar¬ 
ne che alcune. 

In un’era in cui i cambiamenti avvengono sem¬ 
pre più rapidamente e i sistemi diventano sem¬ 
pre più complessi, si devono trovare soluzioni 
da implementare in tempi ragionevoli e a costi 
contenuti. La scheda MAX1000 può rappresen¬ 
tare una base importante per raggiungere questi 
obiettivi. 



Fig. 2 - La scheda CYC1000, con lo stesso fattore di forma del 
MAX1000, incorpora il nuovo CyclonelO LP con 25 KLE 
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RoboKeeper: un portiere 
veramente imbattibile 



EMCOMO ha personalizzato il BoxPC KBox-A103 di Kontron in modo 
da consentire a RoboKeeper, un portiere controllato da computer frutto 
di un progetto di sviluppo realizzato da Fraunhofer-lnstitut fur Materialfluss 
und Logistik (IML) di poter essere portato in tournee in giro per il mondo 



Vice President Marketin< 
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s 

ono molte le partite che sono decise ai 
calci di rigore e in parecchi casi l’unica speran¬ 
za del portiere è che l’avversario sbagli a tirare 
il penalty. Non è questo il caso di “RoboKeeper”, 
un portiere controllato da computer frutto di un 
progetto di sviluppo realizzato da Fraunhofer- 
lnstitut fur Materialfluss und Logistik (IML). 
L’idea dello sviluppo di Robokeeper risale al 2006 


per merito di Thomas Albrecht e del suo team di 
scienziati. Proprio come una figurina del gioco del 
calcio da tavolo, questo portiere è un manichino 
che può ruotare a destra e a sinistra attorno a un 
asse attaccato ai suoi piedi in modo da coprire i 
due pali della porta. Due telecamere montate so¬ 
pra la porta, ciascuna attaccata leggermente al di 
sopra dell’estremità superiore di entrambi i pah, 
forniscono le immagini a partire delle quali una 
versione aggiornata del PC industriale di EMCO¬ 
MO basato sul Box PC KBox-Al03 di Kontron ge¬ 
nera un’immagine tridimensionale dell’area della 
porta. Le telecamere eseguono la registrazione 
della palla a una velocità superiore a 85 immagini 
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al secondo, a partire dalla quale il computer indu¬ 
striale di Kontron calcola la posizione della palla, 
confrontandola con l’ultima posizione nota e deter¬ 
minando direzione e velocità della palla. Quando 
un giocatore calcia la palla verso la porta, il com¬ 
puter determina il punto nel quale attraverserà 
la linea di porta e nel giro di frazioni di secondo 
orienta gli azionamenti in modo da spostare il ma¬ 
nichino del portiere sulla traiettoria della palla a 
una velocità che può arrivare a 50 km/ora. Questo 
portiere elettronico, che viene aggiornato su base 
continuativa, viene ora utilizzato da 4attention 
per la promozione e la sponsorizzazione di eventi 
sportivi e manifestazioni di altro tipo. 

Un’attrazione veramente globale 

RoboKeeper è in grado di bloccare calci di rigore 
tirati a una velocità fino a 100 km/h. Per dare un’i¬ 
dea delle prestazioni di questo portiere elettroni¬ 
co, durante la finale dei Campionati Europei di 
calcio, i rigori sono stati calciati a una velocità di 
120 km/h e portieri del calibro di Andreas Kòpke e 
Petr Kouba sono riusciti a parare solo un rigore su 
12 calciati. RoboKeeper non può essere ingannato 
neppure da palle deviate o che rimbalzano. Dalla 
sua prima apparizione in pubblico, avvenuta nel 
2007, questo portiere elettronico si è esibito per 
250 giorni mostrando le sue capacità agli appas¬ 
sionati di sport di tutto il mondo, da Shangai a 
Cape Town fino ad arrivare in Canada. Durante 
questo arco di tempo Robokeeper è stato allenato 
per competere anche in altri sport, come l’hockey 
su ghiaccio e la pallamano. 

Essendo un oggetto d’intrattenimento, RoboKee- 
per è stato progettato per supportare gli sposta¬ 
menti: è robusto, in grado di resistere alle vibra¬ 
zione prodotte dal montaggio e dal trasporto ed 
è semplice da installare. Esso è stato anche pro¬ 
gettato per resistere all’umidità, in modo da ga¬ 
rantirne il funzionamento in ogni condizione at¬ 
mosferica. RoboKeeper può anche operare senza 
problemi in condizioni d’illuminazione sfavorevoli 
- luce crepuscolare, luce artificiale proveniente 
dall’alto o illuminazione laterale di forte intensità. 
Al fine di impedire che un giocatore possa entrare 
nel campo di azione di RoboKeeper e quindi es¬ 
sere eventualmente colpito dal manichino, col ri¬ 
schio di riportare eventuali lesioni, un controllore 
logico programmabile (PLC) agisce alla stregua 
di un “interruttore di emergenza” arrestando il 


movimento del robot non appena viene interrot¬ 
ta una barriera luminosa di fronte al dispositivo. 
Quando RoboKeeper non è occupato a fronteggia¬ 
re i più forti calciatori del mondo, la sua velocità 
può essere ridotta per offrire una chance ai suoi 
avversari. L’interesse, ovviamente, sarà maggiore 
nel momento in cui ai partecipanti di una manife¬ 
stazione viene ventilata la possibilità di battere il 
portiere elettronico. A volte può succedere che il 
luogo nel quale si svolge un determinato evento 
non disponga di uno spazio di dimensioni pari a 
quelle di un’area di rigore regolamentare, il che si 
traduce in una diminuzione dei tempi reazione. In 
ogni caso non bisogna farsi ingannare dalla sem¬ 
plicità con cui RoboKeeper svolge le proprie man¬ 
sioni: il team del Fraunhofer Insitute ha dovuto 
superare problemi di notevole entità per realizza¬ 
re questo robot. 

Uno sguardo alla tecnologia 

Per lo sviluppo di RoboKeeper era innanzitutto 
necessario prendere in considerazione i vincoli di 
natura fisica: il manichino doveva essere abba¬ 
stanza leggero per favorire una rapida accelera¬ 
zione ma nel contempo sufficientemente robusto 
per resistere a un gran numero di tiri. Il costo di 
produzione doveva essere ridotto e la struttura 
non doveva prevedere spigoli vivi, che potevano 
rappresentare un possibile rischio per la sicurez¬ 
za. Gli sviluppatori hanno optato per un corpo rea¬ 
lizzato con schiuma poliuretanica (PU) rinforzata 
da un dorso e un profilo di alluminio. Ne è risulta¬ 
to un robot del peso di 4,3 kg in grado di resistere 
a parecchi migliaia di tiri. 

Per quanto riguarda il motore, esso doveva essere 
abbastanza potente da riuscire a spostare il ma¬ 
nichino in modo preciso nonostante la lunga leva. 
Inoltre non doveva surriscaldarsi o dar segni di 
fatica anche in caso di uso prolungato. Gli ingra¬ 
naggi dovevano operare con una precisione tale da 
garantire una regolazione accurata del manichi¬ 
no. Un motore speciale senza frizione di solito uti¬ 
lizzati per applicazioni meccaniche avanzate o in 
campo aerospaziale è stato in grado di soddisfare 
tutti questi requisiti. 

Senza ovviamente dimenticare le componenti 
hardware e software che costituiscono il “cervel¬ 
lo” di RoboKeeper. Il sistema doveva essere, ov¬ 
viamente, estremamente veloce: a una velocità di 
100 km/h, la palla raggiunge la porta in 0,4 s. Il 
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manichino impiega fino a 0,3 s per intercettare 
la palla, anche se l’accelerazione di RoboKeeper è 
superiore di un fattore pari a 17 rispetto a quella 
di un’auto di Formula 1. Tutte le elaborazioni - 
misura e determinazione della traiettoria, indivi¬ 
duazione della posizione 
del portiere e controllo del 
motore — dovevano essere 
completate entro 1/10 di 
secondo. 

Un sistema così veloce e in 
grado di operare in condi¬ 
zioni molto gravose richie¬ 
deva l’utilizzo di un com¬ 
puter ad alte prestazioni. 

Per la trasmissione quasi 
istantanea delle immagini 
provenienti dalle teleca¬ 
mere è stato necessario ricorrere a due interfacce, 
mentre l’architettura quad core ha consentito l’e¬ 
laborazione in parallelo delle immagini. 

Il sistema, inoltre, doveva essere in grado di sup¬ 
portare i disagi dei viaggi e degli spostamenti e 
del contatto con il pubblico durante gli eventi: da 
qui la necessità di frequenti montaggi e smontag¬ 
gi e l’esposizione agli agenti atmosferici. Per ra¬ 
gioni pratiche il sistema doveva essere di piccole 
dimensioni, resistente alle vibrazioni, non preve¬ 
dere parti in movimento come ventole e dispositivi 
rotanti per la memoria di massa e non contenere 
elementi montati su zoccoli al fine di prevenire 
eventuali distacchi. Senza dimenticare le presta¬ 
zioni richieste in termini di compatibilità elettro- 
magnetica (EMC), che dovevano essere tali da ga¬ 
rantire la protezione contro le interferenze da altri 
dispositivi (o ovviamente impedire che il sistema 
stesso interferisse con altri dispositivi). 

Un BoxPC personalizzato 

Il BoxPC Kbox-Al03 di Kontron opportunamente 
modificato dal proprio partner EMCOMO Solu¬ 
tions, è la soluzione che ha permesso di soddisfa¬ 
re l’insieme di questi requisiti. Azienda con sede a 
Neu-Ulm, EMCOMO è un integratore di sistemi e 
un VAR (Value Added Reseller) di schede e siste¬ 
mi in grado di offrire servizi qualificati ai clienti 
che operano nel settore dell’elaborazione embed- 
ded. KBox A-103 è un BoxPC equipaggiato con un 
processore Atom E3845 di Intel operante a una 
frequenza di clock di (4)x 1,91 GHz, fino a 4 GB di 


RAM e 16 GB di flash on-board. Per il collegamen¬ 
to decentralizzato di componenti tramite Indu¬ 
striai Ethernet e i più tradizionali bus di campo, 
KBox A-103 mette a disposizione 2 porte GbE e 
fino a tre interfacce seriali (RS232/422/485 e Pro- 
finet attraverso mPCIe). 
Per collegare un monitor è 
prevista un’interfaccia Di¬ 
splay Port o VGA. Questo 
BoxPC è alimentato a 24 V 
DC (+20%/-15%) e genera 
un calore molto ridotto. 
EMCOMO ha modificato 
KBox A-103 per soddisfare 
i requisiti specifici di Ro¬ 
boKeeper quando quest’ul¬ 
timo viene utilizzato per 
gli eventi, installando un 
lettore di schede CF (Compact Flash) con connes¬ 
sione SATA oltre a una terza interfaccia Ethernet. 
L’apporto di queste migliorie ha comportato una 
modifica dell’alloggiamento. Oltre a ciò, è stato 
installato un controllore CAN (mini-PCIe) come 
interfaccia per il bus di campo. Linux è stato mo¬ 
dificato e installato sulla scheda CF: vengono ese¬ 
guite 15.000 linee di codice C++ basate sul sistema 
operativo Fedora Linux. 

Le immagini generate dalle due telecamere sono 
trasmesse al KBox A-103 attraverso una porta GbE 
dedicata che supporta lo standard GigE Vision. In 
questo caso le immagini delle telecamere vengono 
utilizzate per calcolare la traiettoria della palla me¬ 
diante una multi-elaborazione simmetrica su cia¬ 
scun core del processore in un tempo non superiore 
ai 90 ms. Altri 2 ms sono necessari per calcolare 
l’angolo di inclinazione di questo portiere. L’utilizzo 
del KBox-Al03 ha permesso di semplificare sia la 
fase di integrazione sia quella di programmazione. 
“Tutti coloro che non sono esperti nel campo dell’IT 
- ha commentato Karl Judex, CEO di EMCOMO - 
rimangono sempre impressionati dalle prestazio¬ 
ni offerte da questo particolare portiere. È difficile 
immaginare che una copia elettronica sia più velo¬ 
ce di un portiere reale. Per questo motivo RoboKe¬ 
eper rappresenta una vera attrazione. Senza di¬ 
menticare le doti di affidabilità: i suoi componenti 
hanno finora resistito a tutte le sollecitazioni cui è 
stato sottoposto, senza limitazione alcuna. Per noi 
RoboKeeper è senza dubbio il miglior portiere del 
mondo”. 



EMCOMO ha modificato KBox A-103 di Kontron per 
soddisfare i requisiti specifici di RoboKeeper 
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IOTSJNDUSTRY 4.0 


HARDWARE 


Le piattaforme Industriai loT 
Solution Ready: un ponte fra OT e IT 

Colmando il divario fra 
OT e IT e offrendo una 
gamma completa di 
Solution Ready Platform 
con hardware e software 
per applicazioni loT 
industriali, Advantech aiuta 
gli integratori di sistemi 
IT/OT a implementare 
velocemente e facilmente 
soluzioni loT e Industry 4.0 


Paul Dieostraten 


Industriai IOT Product Sales Director 

Advantech Eurooe B.V. 




L a tecnologia informatica (IT) e le tecnolo¬ 
gie operative (OT) vengono da storie separate e 
molti tentativi falliti di integrazione nell’ambito 
dellTndustrial Internet of Things. Le due aree 
non si sono mai “sovrapposte” e sono sempre sta¬ 
te gestite da diversi uffici, ciascuno con obiettivi 
e responsabilità propri. Ora, però, le esigenze 
delle fabbriche intelligenti del futuro si stanno 
evolvendo velocemente nella direzione dell’In- 
ternet of Things, e questo comporta inevitabil¬ 
mente una “sovrapposizione” fra i due ambiti. La 
rivoluzione dell’Industria 4.0 sta modificando le 
strutture esistenti in ambito OT (automazione) 
e IT (informatica), alimentando la domanda di 
soluzioni per lo stoccaggio distribuito dei dati, 
reti di elaborazione dei dati, servizi cloud e sicu¬ 
rezza dei dati in ambienti industriali. 

Questo articolo illustra due problematiche 
principali che le fabbriche del futuro dovran- 
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no affrontare per gettare un ponte fra OT e IT: 
integrazione e Big Data. Advantech analizza 
queste due problematiche, propone soluzioni e 
spiega come le sue piattaforme Solution Ready 
Industriai IOT possano colmare il divario fra 
OT e IT negli ambienti di fabbrica. 

Il problema dell'integrazione 

Tradizionalmente, i componenti di automazione 
come PLC e altre apparecchiature proprietarie 
hanno avuto cicli di vita più lunghi rispetto ai 
sistemi informativi. Per questo motivo oggi i di¬ 
spositivi industriali utilizzano diversi livelli fisi¬ 
ci di comunicazione, nella maggior parte dei casi 
proprietari del fornitore dell’unità di controllo, ad 
esempio Profibus, DeviceNet, Interbus e Modbus. 
Per ridurre i tempi di sviluppo e commercializ¬ 
zazione e i costi di assistenza, i fornitori di au¬ 
tomazione dovranno integrare sviluppi derivati 
dallTT. Questo implica la necessità di computer 
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e server industriali affidabili ad alte prestazioni, 
entrambi in grado di operare in ambienti ostili. 

Superare l’ostacolo 
dell’Integrazione 

Uno dei primi passi 
per collegare i sistemi 
industriali tradizio¬ 
nali all’IoT è realiz¬ 
zare la conversione 
dai bus fisici specifici 
di queste applicazio¬ 
ni a interfacce di rete 
aperte come Ethernet 
e wireless. Diversa- 
mente dall’OT, le reti 
IT usano gli stessi 
standard e protocol¬ 
li aperti di Internet, 
come TCP/IP. 

Ai livelli superiori si 
trovano protocolli per 
applicazioni specifiche 
come HTTP/S, SNMP 
o MQTT. Internet usa 
linguaggi di program¬ 
mazione come Java¬ 
Script e Java e pre¬ 
senta le informazioni 
con tecnologie aperte 
come HTML5. 

Per realizzare il pie¬ 
no potenziale dell’In¬ 
ternet of Things, le 
tecnologie OT e IT 
devono convergere, fa¬ 
cilitando la connessio¬ 
ne e la comunicazio¬ 
ne con sensori con la 
semplice integrazione 
di servizi cloud. OT e IT dovranno superare mol¬ 
ti ostacoli per realizzare la collaborazione, il più 
grande dei quali è garantire la sicurezza e l’inte- 
roperatività senza compromettere i servizi critici 
o sottrarre capitale all’azienda. 

Advantech WebAccess consente 
l’integrazione fra OT e IT 

WebAccess/SCADA di Advantech, un’infrastrut- 
tura web per l’IOT industriale, offre tutte le fun¬ 


zionalità necessarie per una facile connettività 
OT, per la raccolta di dati e per l’integrazione 
cloud IT per servizi Big Data. WebAccess funge 
da piattaforma IoT industriale mettendo a dispo¬ 
sizione interfacce 
aperte con cui le 
fabbriche moderne 
possono sviluppa¬ 
re applicazioni IoT 
per diversi mercati 
verticali. 

Oltre alle tradizio¬ 
nali funzioni SCA¬ 
DA, WebAccess ha 
un cruscotto intel¬ 
ligente per l’analisi 
dei dati su diversi 
tipi di piattaforme 
e browser e un’in¬ 
terfaccia utente con 
tecnologia HTML5. 
Tramite widget in¬ 
corporati, WebAc¬ 
cess 8.2 mette inol¬ 
tre a disposizione 
dei clienti Widget 
Builder per costru¬ 
ire widget persona- 
lizzati. 

Questi in sintesi i 
principali vantag¬ 
gi di WebAccess: 

• Progettazione, mo¬ 
nitoraggio e control¬ 
lo interamente via 
web. 

• Cruscotto intelli¬ 
gente HTML5 per 
tutti i browser. 

• Supporto di vari 
driver fra cui moduli I/O di Advantech, unità 
di controllo e principali PLC, oltre a protocolli 
standard Modbus, OPC UA, OPC DA, SNMP e 
BACnet. 

• Facile integrazione con MES ed ERP tramite 
interfacce aperte. 

• Integrazione con WebAccess/IVS, WebAccess/ 
NMS e WISE- PaaS/RMM. 

• Integrazione della geolocalizzazione con Goo- 
gle Maps e GPS. 


ÀDHNTECH 


Advantech iFactory SRP System Diagram 



www.advamech.cu 


Le piattaforme Industriai IoT Solution Ready di Advantech 
gettano un ponte fra OT e IT nelle fabbriche intelligenti 


EMBEDDED 70 • NOVEMBRE • 2018 


63 















HARDWARE I IOTSJNDUSTRY 4.0 


ADUNTECH 
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Architettura IoT Solution 
Ready di Advantech 


• Ridondanza di nodi SCADA, porte e dispositi¬ 
vi per alta disponibilità. 

• Monitoraggio e controllo di sensori I/O e mac¬ 
chine. 

Il problema dei Big Data 

Le piattaforme IoT producono un volume cre¬ 
scente di dati grezzi provenienti da sensori, at- 
tuatori e altri dispositivi OT. La maggior parte 
dei dispositivi IoT industriali è collegata alla 
periferia della rete, cioè il punto in cui OT e IT 
convergono fisicamente. 

Per ridurre il fabbisogno di larghezza di banda, 
è possibile “scavare” nei dati generati dai dispo¬ 
sitivi OT per “estrarre” ciò che serve all’impresa 
e inoltrare tali informazioni ai sistemi di calcolo 
in cloud per l’analisi dei Big Data. La maggior 
parte delle attuali risorse OT, come sensori e 
dispositivi, non ha né la capacità funzionale né 
la potenza di calcolo necessarie per elaborare e 
filtrare i dati raccolti. Risorse OT più intelligen¬ 
ti come i PLC sono destinate a singole funzioni 
di automazione e non sono state progettate per 
condividere i risultati dei dati di produzione con 
altri sistemi. Per questo motivo le applicazio¬ 
ni IoT attuali richiedono dispositivi “edge” che 
fungano da gateway fra le risorse OT e il cloud 
IT. 


I gateway HoT Taglink 
di Advantech risolvono 
il problema dei Big Data 

Una delle soluzioni of¬ 
ferte da Advantech per 
risolvere il problema 
dei Big Data e gettare 
un ponte fra OT e IT 
è la famiglia di Gate¬ 
way IIoT Taglink, che 
comprende una serie 
di prodotti Advantech 
fra cui ADAM-3600, 
ECU-1152 ed ECU- 
1251. I Gateway IIoT 
Taglink possono essere 
collegati direttamente 
a sensori e attuatori 
per acquisire dati analogici e digitali. Il ga¬ 
teway converte protocolli RTU come DNP3 e 
IEC-60870-5-104 tramite la più recente tecno¬ 
logia software gateway Taglink di Advantech. 
Taglink supporta i principali protocolli fieldbus 
I/O e driver di PLC, consentendo il trasferi¬ 
mento dei dati tramite il protocollo MQTT a 
servizi cloud. 

Per realizzare la comunicazione diretta fra di¬ 
spositivi o oggetti e colmare veramente il diva¬ 
rio fra OT e IT, i moduli I/O wireless Advan¬ 
tech WISE-4000 IoT raccolgono dati da luoghi 
remoti o da postazioni cablate difficilmente ac¬ 
cessibili. I moduli I/O remoti WISE 4000 offrono 
acquisizione, elaborazione e comunicazione dei 
dati senza alcun gateway e si possono connet¬ 
tere direttamente ai servizi in cloud tramite il 
protocollo MQTT. 

Risulta così più facile implementare soluzioni 
IoT per raccogliere informazioni OT da qual¬ 
siasi tipo di sensore. Attraverso un’interfaccia 
HTML5 integrata, i moduli WISE 4000 possono 
essere configurati e accessibili da qualsiasi di¬ 
spositivo mobile, utilizzando un browser stan¬ 
dard senza bisogno di un access point. Poiché i 
moduli usano TAPI RESTful, gli integratori di 
sistemi possono impostare il configuratore in 
base alle loro esigenze specifiche. 
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Semplicità con uno sguardo al futuro 

Non è facile per le aziende “novelline” realizzare 
un’infrastruttura Internet of Things industriale 
(IIoT) per l’attività manifatturiera che integri 
tutti i sistemi. Quando si devono fondere siste¬ 
mi IT e OT esistenti in un’unica infrastruttu¬ 
ra IIoT, la chiave è la semplicità. Scegliere una 
soluzione “always on” che sia facile da imple¬ 
mentare e gestire è la via più semplice, cosicché 
ci si può concentrare su quanto necessario per 
garantire che le fabbriche intelligenti operino 
con prestazioni ottimali. Se realizzate corretta- 
mente, le infrastrutture IIoT possono generare 
risparmi considerevoli, aumentare il valore per 
il cliente e offrire vantaggi competitivi concreti. 
Questa partnership reciprocamente vantaggio¬ 
sa offre al cliente un valore aggiunto che non 
sarebbe realizzabile se i partner lavorassero se¬ 
paratamente. 

Le soluzioni server, data Storage 
e cloud di Advantech collegano OT e IT 

Server e Storage sono per molti aspetti i pi¬ 
lastri delle fabbriche intelligenti e dellTIoT. 
Costituiscono infatti l’infrastruttura critica 
sulla quale si appoggiano molte altre funzio¬ 
ni industriali. Considerata la loro importanza, 
non è sorprendente che Advantech, fra i leader 
mondiali nel mercato dei PC e dei server in¬ 
dustriali, utilizzi la tecnologia server e Storage 
più evoluta per abbattere gli ostacoli all’inte¬ 
grazione fra OT e IT. 

I PC industriali e i PC embedded per automa¬ 
zione connettono in modo intelligente il lato OT 
al lato IT in svariate applicazioni industriali 
dove sull’impianto vengono utilizzate infra¬ 
strutture virtuali ad alta disponibilità. La capa¬ 
cità dei server industriali di accedere ed elabo¬ 
rare grandi quantità di dati garantisce rapidità 
e precisione nella raccolta e nell’analisi delle 
informazioni. 

La gamma completa di server per Storage di 
Advantech, con i modelli JBOD, NAS, SAN e 
NVMe, offre molti vantaggi fondamentali, quali 
supporto a lungo termine con attento controllo 
delle revisioni, supporto delle apparecchiature 
esistenti e maggiore resistenza alle vibrazio¬ 
ni. Un altro vantaggio dei server per Storage 
di Advantech è la flessibilità. I clienti possono 
configurare chassis con diversi fattori di for¬ 


ma da 2U a 4U e diversi tipi di schede madri 
Advantech Industriai Server con processori In¬ 
tel Xeon E3 o Single/Dual Xeon E5 per creare 
una soluzione ottimizzata che soddisfi i requi¬ 
siti di spazio, costo e prestazioni. Le soluzioni 
IIoT di Advantech IIoT velocizzano l’implemen- 
tazione OT-IT fornendo soluzioni integrate per 
costruire l’HoT dall’edge al cloud. Le Solution 
Ready Platform di Advantech sono piattaforme 
industriali di fascia alta che integrano le mi¬ 
gliori tecnologie software flessibili con hardwa¬ 
re avanzato per server e Storage. Grazie alla 
partnership con Stratus per il pacchetto softwa¬ 
re EverRun, Advantech offre un’infrastruttura 
“Always-On” che garantisce una disponibilità 
del 99,999%. Inoltre, l’azienda collabora con Mi¬ 
crosoft Azure, fornitore di soluzioni IaaS e Paas 
tramite il programma Microsoft CSP (Cloud So¬ 
lution Provider), per offrire funzionalità molto 
diversificate per le applicazioni IoT. Microsoft 
HPC Pack e Windows Azure costituiscono una 
soluzione completa a costi accessibili che offre 
prestazioni elevate e una soluzione unificata 
per applicazioni di calcolo con livelli elevati di 
prestazioni e intensità di dati, sia in fabbrica 
sia sul cloud. 

Colmando il divario fra OT e IT e offrendo una 
gamma completa di Solution Ready Platform 
con hardware e software per applicazioni IoT 
industriali, Advantech aiuta agli integratori di 
sistemi IT/OT a implementare velocemente e 
facilmente soluzioni IoT e Industry 4.0. 

Le aziende manifatturiere stanno adottando 
tecnologie intelligenti e connettività, due ele¬ 
menti che cambiano radicalmente il volto della 
fabbrica moderna. Solo ora che i reparti IT e OT 
hanno implementato l’infrastruttura cloud, le 
reti di comunicazione consentono di realizzare 
concretamente questa integrazione. Se è vero 
che nel mondo industriale resta un certo diva¬ 
rio fra il potenziale delle nuove tecnologie e le 
competenze della forza lavoro delle aziende ma¬ 
nifatturiere, è altrettanto vero che gettare un 
ponte fra IT e OT negli ambienti di fabbrica è 
fondamentale per realizzare oggi la fabbrica in¬ 
telligente e connessa di domani. 

Riferimenti 

Per maggiori informazioni su Advantech Taglink 
IIoT Gateway: http://r. advantech.com/ 4000 
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Software ‘safety-critical’, 

il modello di suiluppo 
ua uerso DevOps 

Nelle applicazioni critiche per la sicurezza fisica il codice embedded 
è tradizionalmente prodotto tramite metodi di sviluppo software altamente 
strutturati, come quelli “waterfall”: tuttavia, anche in questo campo oggi 
i paradigmi di sviluppo agile del software stanno emergendo in maniera 
crescente. E si tratta di un percorso tecnologico e strategico ineludibile 


Gioraio Fusari 


ded “safety-critical” possono determinare conse¬ 
guenze con diversi gradi di severità, che vanno 
dal danneggiamento delle attrezzature, ai danni 
ambientali, al ferimento, alla morte dell’uten¬ 
te del sistema. Lo sviluppo del codice in queste 
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applicazioni è dunque tipicamente sottoposto 
a procedure di sviluppo, controllo e validazione 
particolarmente stringenti. Tuttavia, oggi, anche 
questo così delicato e cruciale ambito dello svi¬ 
luppo software viene influenzato dalla forza di 
macrotrend globali che interessano in senso lato 
il settore delTinformation technology. 

In questi ultimi anni 
i processi di sviluppo 
software stanno su¬ 
bendo profonde evolu¬ 
zioni, rese possibili dal 
processo di trasforma¬ 
zione digitale in corso, 
a sua volta alimen¬ 
tato dall’evoluzione 
del cloud e dalla cre¬ 
scente preponderanza 
del paradigma SDE 
(software -defined 
everything). Un mo¬ 
dello che, attraverso la 
virtualizzazione, per¬ 
mette di disaccoppiare 
applicazioni e worklo- 
ad dall’hardware sot¬ 
tostante, rendendo le 
infrastrutture IT più 
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agili e flessibili. Si 
parla, ad esempio, 
di tecnologie come 
SDN (software-de- 
fined networking), 

SDS (software-defi- 
ned Storage) e SDDC 
(software-defined 
data center), che vir- 
tualizzano, rispet¬ 
tivamente, la rete, 
lo Storage, e l’intero 
data center. Questo 
stesso modello di 
agilità e flessibili¬ 
tà, da qualche anno, 
grazie anche alle 
tecnologie di cloud 
computing, si sta perseguendo anche, appunto, 
nei processi di sviluppo software: dapprima, at¬ 
traverso le metodologie di sviluppo “Agile” e ora, 
soprattutto, attraverso il paradigma DevOps, che 
punta su una sempre più stretta collaborazione e 
interazione continua tra le IT operation e i team 
che lavorano allo sviluppo del codice. Anche in 
questo ambito, insomma, attraverso un cambia¬ 
mento culturale, di competenze, di modalità di 
lavoro, e avvalendosi della potenza del cloud e di 
tecnologie e tool di automazione, è possibile arri¬ 
vare a ottenere una pipeline di sviluppo software 
più agile e dinamica. 

DevOps anche in settori 
fortemente regolamentati 

Specialmente nelle imprese con attività in mer¬ 
cati e settori altamente regolati, fino a non molto 
tempo fa i dipartimenti IT si erano sempre te¬ 
nuti a distanza dalle metodologie Agile/DevOps 
di sviluppo del software, restando fedeli alle 
tradizionali pratiche basate sul paradigma “wa- 
terfall” (a cascata), ben consolidate e collaudate. 
Tuttavia, oggi, non solo colossi globali del mon¬ 
do bancario e dei servizi finanziari come HSBC 
- portato ad esempio in un recente ricerca del¬ 
la società di analisi e consulenza IDC - stanno 
adottando il modello DevOps con risultati inte¬ 
ressanti, come la capacità di trasformare i cicli di 
rilascio del software da trimestrali a giornalieri 
e/o settimanali, ma anche un numero crescente 
di organizzazioni che sviluppano software em- 


bedded ‘safety-critical’ stanno migrando verso 
questo modello. Lo indica uno nuovo studio della 
società di ricerche e consulenza Ovum, secondo 
la quale Agile/DevOps è il prossimo passo da fare 
nel percorso di trasformazione che ha l’obiettivo 
di produrre software di qualità su larga scala, e 
con rischio ridotto. 

Soluzioni AML, in Europa 
crescita del 6,6°/b 

In Europa, nel periodo 2017-2023, il mercato delle 
soluzioni ALM (application lifecycle management) è 
previsto crescere con un CAGR del 6,6%, secondo 
le stime della società di analisi di mercato e con¬ 
sulenza KBV Research. In particolare, nell'area 
ALM il mercato professionale detiene la più ampia 
quota di mercato in Europa. Sempre secondo KBV 
Research, a livello globale, e nello stesso periodo, 
il mercato ALM è previsto crescere con un CAGR 
del 7,2%, per raggiungere i 3,8 miliardi di dollari 
nel 2023, con il comparto del Nord America che 
continuerà a detenere una quota di mercato domi¬ 
nante. Tra i settori verticali il rapporto analizza le 
industrie Telecom & IT, il manufacturing, il retail e 
il settore energia e utility, mentre tra le principali 
società fornitrici di soluzioni ALM prende in esame 
Atlassian, CA Technologies, CollabNet, Digité, 
IBM, Inflectra, Intland Software, Micro Focus, 
Microsoft, Siemens. 
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Tra l’altro, allo stato attuale, questa transizione 
verso processi più moderni di sviluppo del codi¬ 
ce non può più essere rimandata. Infatti, spiega 
Ovum, le imprese si troveranno a fronteggiare ri¬ 
schi legati alla loro stessa esistenza, se non si evol¬ 
veranno abbracciando queste nuove metodologie: 
se fino a qualche anno fa il modello Agile/DevOps 
era più che altro un fattore differenziante, ora tali 
pratiche risultano necessarie per continuare a sta¬ 
re sul mercato, perché esistono vincoli di time-to- 
market sempre più ridotti e cicli di vita dei prodotti 
più ristretti. In particolare, la sfida nei settori dei 
prodotti safety-critical si gioca sul come ottenere 
velocità di sviluppo elevate “Agile/DevOps-based”, 
gestendo al contempo il rischio. Guardando da 
una prospettiva più generale di evoluzione dellTT, 
anche IDC comunque avverte sulla strategicità 
di abilitare DevOps nello sviluppo applicativo, 
perché tale modello è considerato mandatorio, un 
passaggio obbligatorio per compiere la trasforma¬ 
zione digitale nel vero senso della parola, con l’ot¬ 
tenimento di benefici che vanno dall’incrementata 
agilità dell’impresa, alla capacità di eseguire im¬ 
plementazioni più rapide, all’innalzamento della 
“customer experience”, all’ottenimento di presta¬ 
zioni migliori nell’attività di business. 

Piattaforme e strumenti ALM 
per supportare DevOps 

Nel settore automobilistico, una delle società 
globali ad avere abbracciato il modello agile, at¬ 
traverso l’adozione del framework LeSS (large 
scale scruni) e il tool ALM (application lifecycle 
management) codeBeamer di Intland Softwa¬ 
re, è ad esempio il costruttore tedesco BMW, che 
ora sta adottando DevOps per le fasi di ingegne- 
rizzazione dei prodotti. Di BMW, Ovum analizza 
il caso in un recente white paper, per studiare i 
problemi nell’utilizzo di Agile/DevOps, oltre che 
per comprendere il ruolo che le piattaforme ALM 
ricoprono in tale ambito. 

Queste ultime, ritiene Ovum, svolgono una 
funzione primaria, nell’aiutare gli sviluppato- 
ri safety-critical nelle attività di pianificazione, 
tracciabilità e documentazione necessarie per es¬ 
sere conformi ai requisiti degli standard e delle 
normative. Soprattutto, tra i benefici degli stru¬ 
menti ALM di ultima generazione nel supporto 
allo sviluppo di codice di elevata qualità negli 
ambienti safety-critical, vengono individuati al¬ 
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cuni vantaggi principali, derivanti dall’adozione 
dei tool ALM in abbinamento alle pratiche Agile/ 
DevOps: ad esempio, la capacità di fornire una 
copertura integrata del ciclo di sviluppo, e di por¬ 
tare automazione nel supporto dei processi CI/ 
CD (continuous integration/continuous delivery) 



(Fonte Pixabay) 


in DevOps; di abilitare la tracciabilità dell’intero 
ciclo di vita del software; di supportare la forni¬ 
tura del codice a livello ‘end-to-end’ nei processi 
Agile/Devops, e semplificare l’uso dei framework 
LeSS e SAFe (Scaled Agile Framework). 

Uno dei problemi chiave nell’applicazione delle 
metodologie DevOps in settori fortemente rego¬ 
lati, dove esistono procedure e requisiti rigorosi 
di revisione, validazione e certificazione, è inve¬ 
ce il contrasto esistente tra le elevate velocità di 
sviluppo e l’abilità dello sviluppatore di gestire 
in modo adeguato il rischio lungo tutto il ciclo di 
vita del prodotto. 

Per ridurre tale rischio e aumentare il livello di 
trasparenza nell’analisi dei problemi e colli di 
bottiglia dei processi, Ovum considera di impor¬ 
tanza primaria dotarsi di buoni strumenti ALM, 
che aiutano a ottenere le informazioni corrette e 
ad amministrare con maggior facilità la fase di 
troubleshooting. La capacità di ridurre e conte¬ 
nere il rischio di errori è poi fornita anche dalla 
possibilità, attraverso gli strumenti ALM, di de¬ 
finire le metriche per quantificare i rischi stessi. 
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Come accedere ouunque 
a qualsiasi “oggetto” dell’loT 
con MQTT 

MQTT è un protocollo semplice che consente a un dispositivo integrato 
di pubblicare/ricevere messaggi nel cloud: caratterizzato da un overhead 
minimo rispetto ai protocolli come http, risulta molto efficiente per cui 
ben si presta all’uso in ambienti a bassa potenza 


David Brook 

HOC FmbBdded 


dispositivi che potrebbero far parte deUTnternet of 
Things (IoT) entro il 2020. Questa è una sfida per 
gli ingegneri che stanno sviluppando la tecnologia 
per integrare facilmente questi dispositivi nellToT. 
La maggior parte dei dispositivi sono relativamente 
piccoli e semplici, ad esempio sensori e/o attuatori, 
integrati in sistemi più grandi come macchine o fab¬ 
briche. Comunque sia configurato lToT, ci saranno 
molti dispositivi elettronici distribuiti su vaste aree 
collegate a hub di dati basati su cloud. Per ottenere 
ciò, gli ingegneri hanno bisogno di un protocollo di 
connessione che sia piccolo, sem¬ 
plice, robusto e sicuro. 

Un candidato ideale per rispon¬ 
dere a questa sfida è MQTT o 
Transport Telemetry Transport. 

MQTT è un protocollo semplice 
che consente a un dispositivo 
integrato di pubblicare/riceve¬ 
re messaggi nel cloud. Ha un 
overhead minimo rispetto ai pro¬ 
tocolli come HTTP ed è quindi 
molto efficiente, prestandosi ad 
ambienti a bassa potenza. 

MQTT: concetti di base 

Il sistema di pubblicazione/sot- 
toscrizione di MQTT è costitui¬ 


to da molti client, che sono collegati a un server che 
funge da broker. Un client è sia il produttore sia il 
consumatore dei dati MQTT. La figura 1 illustra una 
semplice transazione di pubblicazione/sottoscrizione 
MQTT. Il protocollo di messaggistica MQTT si basa 
su diversi principi fondamentali: 

• Un broker di messaggi funge da intermediario tra 
più abbonati. E un server e il sistema centralizza¬ 
to attraverso il quale vengono comunicati i dati del 
cliente. 

• Gli elementi di pubblicazione e sottoscrizione non 
devono mai essere collegati. 

• Un iscritto s’iscrive per uno o più argomenti. 

• Un messaggio inviato può essere inviato a molti 
abbonati interessati a ricevere informazioni su un 
argomento. 

• Un abbonato può ricevere messaggi da più editori. 





SlRiTR 




Client 1 subscribes to tepic ABC 


Client 1 ptiblishes messale 
tolopic ABC 


Client 2 subscribes te topic ABC 

i 

e 

i 

\ Broker sends messape tn all subscribers 
• ol tepic ABC 
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Fig. 1 - Semplice operazione di pubblicazione e sottoscrizione 
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Fig. 2 - Uso di MQTT per controllare e monitorare il sistema di chiusura porte 
di un’auto 


• Un abbonato può annullare 
l’iscrizione a un argomento in 
qualsiasi momento. 

Un cliente pubblica dati in for¬ 
mato libero a un broker utiliz¬ 
zando un “argomento” definito 
dall’applicazione. Il broker tra¬ 
smette i dati a tutti i client che 
hanno sottoscritto l’argomento. 

Attraverso l’uso di wildcard, 
una singola sottoscrizione può 
comportare la ricezione di dati 
da molti client. Allo stesso 
modo, i dati di una singola azio¬ 
ne di pubblicazione possono es¬ 
sere inoltrati a molti client. La 
figura 2 illustra come un telefo¬ 
no cellulare potrebbe comunicare con un’automobile 
remota per bloccare la portiera di una macchina. 

1. L’app sul telefono dell’utente richiede all’automo¬ 
bile di bloccare le portiere tramite l’argomento “Mes- 
sage_Car001”. 

2. Il broker riceve la richiesta. 

3. CarOOl riceve il messaggio tramite il servizio di 
sottoscrizione (subscription). 

4. L’auto blocca le portiere e invia conferma. 

5. L’app riceve conferma. 

Il corpo del messaggio contiene le istruzioni per bloc¬ 
care la porta ed è possibile inviare una serie di altre 
istruzioni. 

MQTT offre tre livelli di qualità del servizio (QoS) che 
rappresentano un compromesso tra il sovraccarico 
della comunicazione e la certezza che un messaggio 
arriverà. Il livello 0 è definito “mordi e fuggi” senza 
garanzia che il messaggio verrà ricevuto. Il livello 1 
garantisce che il messaggio arrivi almeno una volta, 
e forse più di una volta. Il livello 2 assicura che il 
messaggio venga ricevuto esattamente una volta. La 
selezione di un’implementazione MQTT che supporti 
tutti e tre i livelli darà allo sviluppatore la flessibilità 
necessaria per ottimizzare le proprie esigenze di dati. 

I punti deboli nella sicurezza dell’loT 

MQTT non garantisce connessioni sicure, ma può 
costituire un meccanismo di comunicazione sicu¬ 
ro quando utilizzato con Transport Layer Security 
(TLS). TLS gestisce le connessioni sicure: il server 
e il client si autenticano a vicenda utilizzando uno 
scambio di chiavi e negoziando una suite di crittogra¬ 
fia accettabile reciprocamente per lo scambio di dati. 


La versione 3.1 di MQTT consente l’uso di un nome 
utente e una password all’interno di un pacchetto per 
consentire a un client di autenticarsi con il broker. 
Una debolezza spesso trascurata nelle strategie di 
sicurezza è la qualità del software di messaggisti- 
ca MQTT stesso. Una recente ondata di violazioni 
della sicurezza di alto profilo non si è verificata a 
causa di algoritmi hackerati ma a causa di un co¬ 
dice sorgente di scarsa qualità. Episodi come He- 
artbleed dimostrano che un codice di scarsa qualità 
può fornire “aperture” che un hacker può sfruttare 
per ottenere l’accesso. Per questi motivi, è vantag¬ 
gioso selezionare un fornitore che impiega e può di¬ 
mostrare l’evidenza di processi di sviluppo softwa¬ 
re qualitativi. HOC Embedded ha implementato 
un protocollo MQTT che gira sul suo stack TCP/IP 
MISRA-compatibile e fornisce prove del ciclo di vita 
per convalidare le sue affermazioni sulla qualità. 
MQTT rappresenta un protocollo di comunicazione 
piccolo e versatile che, se utilizzato con un mecca¬ 
nismo di sicurezza come TLS, può fornire una con¬ 
nettività efficiente, affidabile e sicura per una mi¬ 
riade di dispositivi di piccole dimensioni. Tuttavia, 
non tutte le implementazioni di MQTT sono uguali. 
Un’applicazione deve essere costruita su una piat¬ 
taforma di software affidabile e di alta qualità per 
garantire sicurezza e affidabilità. 

I PRODOTTI DI HCC EMBEDDED 

SONO DISTRIBUITI IN ITALIA 

DA FENWAY EMBEDDED SYSTEMS 

www.fenwayembedded.com 
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Nel cloud il middleware 
diventa strategico 

Per sfruttare al meglio le potenzialità del cloud eCube Systems ha perfezionato 
il middleware Entera proponendolo nella versione NXTera che permette 
di gestire gli attuali sistemi informatici distribuiti in rete caratterizzati da ambienti 
hardware e software fin troppo eterogenei 


Lucio Pellizzari 


l 1 middleware è tutto ciò che sta fra i sistemi 
operativi e le applicazioni eseguibili in tutte le loro 
variazioni software e hardware. In effetti è l’infra- 
struttura fondamentale per la realizzazione dei ser¬ 
vizi cloud e per il supporto delle applicazioni in rete. 
È nel MOM, Message-Oriented Middleware, che 
viaggiano i messaggi machine-to-machine (m2m) 
che servono a far funzionare i servizi distribuiti 
in rete tra cui lo scambio di dati fra database o fra 
browser Web, le autenticazioni di sicurezza, la ge¬ 
stione delle transazioni e l’elaborazione distribuita. 
In origine il middleware prese forma più che altro 
per cercare di migliorare l’efficienza dei sistemi 
nel loro complesso, ma oggi assume sempre più lo 
status di tecnologia strategica per automatizzare 
la gestione delle applicazioni dedicate alla gestio¬ 
ne del cloud e perciò semplificare l’integrazione 
e la manutenzione delle applicazioni nel cloud 

in modo tale da poter 
implementare servizi 
di livello più elevato. 
Se fino a poco tempo fa 
potevano essere consi¬ 
derati alla stregua di 

Il middleware Entera 
realizzato nel 1992 
in Massachusetts da OEC 
e poi perfezionato 
da Borland introdusse 
per primo la gestione 
del software come 
collezione di servizi 
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eCube Systems continua 
a fornire Entera per 
amalgamare le infrastrutture 
informatiche eterogenee in 
rete e nel contempo propone 
NXTera come nuova versione 
più adatta al cloud 


un’elegante opzione, 
oggi i prodotti speci¬ 
ficatamente pensati 
per il middleware 
diventano necessari 
per gestire i sistemi 
distribuiti che sono 
inevitabilmente ete¬ 
rogenei e richiedono 
strumenti capaci di 
coordinarne l’intero- 
per abilità. 

In pratica, il middle¬ 
ware deve occuparsi 
di amalgamare diversi sistemi operativi a diffe¬ 
renti software fra cui, per esempio, i linguaggi 
di programmazione Visual Basic, C/C++/C# e 
Java nonché i linguaggi database SQL e Cobol 
(ultracinquantenne ma tutt’oggi ancora in piena 
forma). Inoltre, nel middleware vivono tutti i si¬ 
stemi automatizzati che occorrono per verificare 
e correggere l’interattività fra i nodi ovvero i pro¬ 
grammi che controllano la localizzazione su rete 
dei processi, la migrazione dei servizi in rete, la 
correzione dei guasti e la replicazione dei servizi 
nella rete. 

Il report Global Middleware Market 2017-2021 
pubblicato da Technavio in autunno stima una 
crescita delle soluzioni middleware con Cagr del 
5,27% per i prossimi quattro anni, giustificando 
questa previsione con il ruolo fondamentale che le 
soluzioni middleware offrono per gestire la comples¬ 
sità dei sistemi distribuiti, il che si deve al crescente 
utilizzo del cloud per il supporto di qualsiasi genere 
di nuova applicazione. Una distinzione va fatta sul¬ 
le applicazioni definite come DevOps che sembrano 
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Nell’architettura NXTera 
si trovano i supporti per MQ, .NET, 
SQL/NoSQL nonché per i container 
WebShere, Tomcat e GlassFish e per 
i linguaggi Cobol, Fortran, Pascal, 
Delphi, C, C++, Java, 

C#, F#, Phyton, Jython, 

JavaScript e Groovy 


somigliare nel ruolo di “intermediatori gestionali” 
fra i sistemi distribuiti in rete ma occupano oggi 
un mercato che si differenzia rispetto a quello del 
middleware. Le metodologie DevOps (Development 
Operations) sono orientate al software e servono 
ai fornitori di soluzioni software per ottimizzare i 
processi di sviluppo delle applicazioni in rete e au¬ 
tomatizzarne la personalizzazione in funzione delle 
esigenze applicative. E quindi una differenza funzio¬ 
nale fondamentale che diversifica l’ambito d’utilizzo 
delle soluzioni DevOps dai prodotti middleware, 
i quali hanno una mansione molto più applicativa 
e oggi sempre più strategica per sviluppare servizi 
cloud competitivi. Tuttavia, le correlazioni fra i due 
ambienti spiegano l’attuale tendenza alla ricerca 
delfinteroperabilità fra i tool middleware e DevOps. 

25 anni dedicati al middleware 

La tecnologia sviluppata da eCube Systems con¬ 
sente di utilizzare il middleware per amalgamare i 
sistemi informatici di ogni tipo senza togliere valore 
agli investimenti già fatti e mirare a un livello di 
sfruttamento dei servizi cloud più redditizio. Oltre a 
commercializzare lo “storico” Entera, la società pro¬ 
pone oggi la sua versione più moderna NXTera e, 
inoltre, NXTwera e NXTmonitor. 

Ricordiamo che Entera è stato il prodotto middle¬ 
ware per eccellenza negli anni 90 ed è tutt’oggi una 
piattaforma di riferimento per gran parte delle in¬ 
frastrutture informatiche. Entera venne sviluppato 
da alcuni ingegneri del Massachusetts Institute 
of Technology che nel 1992 fondarono la OEC 


(Open Environment Corpora¬ 
tion). Poi nel 1996 OEC viene as¬ 
sorbita dalla Borland Software 
che contribuisce in modo determi¬ 
nante a consolidare il successo di 
Entera, al punto che nel 2002 de¬ 
cide di fondare eCube Systems cui 
demandare lo sviluppo di tutte le 
proprie attività che riguardano il 
middleware. Dunque, sono stati 
alcuni ingegneri della Borland insieme ai “veterani” 
OEC a comporre il gruppo dirigenziale di eCube Sy¬ 
stems tutt’oggi in carica. Priva del ramo middlewa¬ 
re, Borland viene infine assorbita nel 2009 da Mi¬ 
cro Focus, che oggi ha comunque in corso alcune 
cooperazioni con eCube per lo sviluppo congiunto di 
soluzioni software correlate al middleware. 

Entera fu il primo middleware impostato per gesti¬ 
re il software come una collezione di servizi e perciò 
implementare le regole adatte a far funzionare in¬ 
sieme i servizi installati su infrastrutture informati¬ 
che di diverso tipo, anche se appoggiate su differenti 
hardware. Riuscì pertanto a soddisfare l’esigenza 
delle multinazionali che in quel tempo chiedevano 
un middleware sufficientemente versatile per amal¬ 
gamare le piattaforme software di tutte le sedi con 
le loro diverse necessità: uffici, produzione, logistica 
e così via. Gli ingegneri OEC utilizzarono in Entera 
il protocollo di comunicazione a pacchetto Transmis- 
sion Control Protocol (TCP) e sperimentarono anche 
il multithreading al fine d’introdurre la possibilità 

di gestire il maggior nu- 
mero di servizi in rete si¬ 
multaneamente. Furono 
Kll penigli ingegneri Borland 


La piattaforma Enterprise 
Evolution NXTware Remote 
consente di monitorare 
e gestire in remoto le 
infrastrutture cloud basate 
sui sistemi operativi Unix, 
Linux, OpenVSM e Windows 
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NXTmonitor consente al middleware NXTera 
di interagire con i tool DevOps per creare piattaforme 
di gestione software multifunzione 


a dare valore a Entera introducendo la program¬ 
mazione a oggetti per implementare il supporto a 
svariati linguaggi di programmazione alternativi al 
Cobol. Il lavoro congiunto di entrambi i team è pro¬ 
seguito in eCube Systems con il perfezionamento 
delle procedure Remote Procedure Cali (RPC) non¬ 
ché l’evoluzione dei supporti per i linguaggi Cobol, 
Fortran, Pascal, Delphi, peri, C, C++ e Java. 
L’ultima versione Entera 4.2 di eCube Systems 
comprende anche i supporti per C#, F#, Phyton, 
Jython, JavaScript e Groovy e costituisce un’inter¬ 
faccia multi-linguaggio adatta ai database SQL-92, 
molto utile per risolvere i problemi sulle infrastrut¬ 
ture informatiche eterogenee già esistenti, sia quel¬ 
le installate già da qualche anno, sia quelle dove si 
decidono interventi di ammodernamento importan¬ 
ti e indispensabili per la migrazione dei servizi nel 
cloud. 

Da Entera a NXTera 

Come alternativa a Entera nasce NXTera pensato 
come middleware ad alta velocità in grado di sup¬ 
portare i sistemi RPC già esistenti ma al tempo 
stesso aggiungere il controllo delle infrastrutture 
cloud più moderne. NXTera supporta l’ambiente 
di messaggistica MQ creato da IBM, il framework 
.NET di Microsoft, i WebService Java, i database 
SQL e NoSQL nonché i linguaggi di programmazio¬ 
ne già supportati da Entera. Inoltre, riesce a gestire 
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più thread e coordinare più servizi in parallelo nel 
cloud, compresi gli Application Server Container 
basati sul protocollo RPC come IBM WebShere, 
Apache Tomcat e Oracle GlassFish. E anche pre¬ 
disposto per interagire con i tool DevOps in modo 
tale da formare piattaforme multi funzione adatte 
a chi gestisce servizi multipli nel cloud. Con NXTe¬ 
ra si possono pertanto far evolvere le infrastrutture 
che già utilizzano Entera in modo tale da accogliere 
molte più funzionalità cloud. 

L’ultima versione NXTera 7.0 è stata battezzata 
Modern Agile Middleware per sottolinearne l’evo¬ 
luzione che ha soprattutto interessato le sue già 
eccezionali doti di versatilità. NXTera 7.0 High Per¬ 
formance 3GL Middleware supporta tutti i sistemi 
operativi di tipo OpenVMS e Linux e ospita i sup¬ 
porti per tutte le versioni Java esistenti comprese 
quelle con supporto NAT nonché i database JDBC 
per Entera ed Eclipse. Inoltre, è predisposto per l’in¬ 
tegrazione a livello di sistema con gli altri due tool 
con cui eCube Systems mira a conquistare il cloud: 
NXTware Remote e NXTmonitor. 

NXTware Remote è una piattaforma Enterprise 
Evolution che permette di monitorare, manutenere 
e aggiornare le piattaforme software Unix, Linux, 
OpenVSM e Windows. Il tool consente di gestire in 
remoto le infrastrutture cloud di questo tipo svilup¬ 
pando le applicazioni con il NXTware Remote Stu¬ 
dio compatibile con Eclipse e installandole in remo¬ 
to con l’NXTware Remote Server direttamente nei 
sistemi dove sono destinate. Ciò consente a chi ha 
più software dislocati su più sistemi d’implementa¬ 
re un’unica gestione valida per tutte le infrastrut¬ 
ture di rete. L’ultima versione NXTware Remote 
4.6.5 Agile Development Environment include nel 
tool NXTware Remote Builder il plugin per i server 
open-source Jenkins e le funzioni NXTware Remo¬ 
te Deploy necessarie per sviluppare e manutenere 
in remoto le applicazioni DevOps compatibili con 
OpenVMS. NXTmonitor è un tool di Application 
Performance Management uscito quest’anno nella 
versione 9.0 dedicata all’integrazione del middlewa¬ 
re NXTware insieme ai tool DevOps. NXTmonitor 
Agile Infrastructure 9.0 permette di gestire le ap¬ 
plicazioni DevOps, svilupparne le funzionalità e cu¬ 
rarne l’automatizzazione dell’esecuzione, in remoto. 
E quindi un’APM capace di supportare tutti gli am¬ 
bienti e i linguaggi di programmazione già compa¬ 
tibili con NXTera ed è predisposto per sviluppare 
applicazioni comandabili con NXTware Remote. 
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Presentate le schede acceleratrici Alveo 

Xilinx ha presentato Alveo, una gamma di schede di accelerazione progettate per incre¬ 
mentare sensibilmente le prestazioni nei server che operano su cloud e nei data center. 
Le schede Alveo U200 e Alveo U250 sono alimentate dagli FPGA UltraScale 
+ di Xilinx. Come con tutte le tecnologie Xilinx, i clienti possono riconfigurare 
l'hardware, cosa che consente di ottimizzare il sistema in presenza di spo¬ 
stamenti dei carichi di lavoro, di nuovi standard e di aggiornamenti degli 
algoritmi. 

Per le prestazioni, Xilinx indica che per l'apprendimento automatico Alveo 
U250 aumenta la velocità di trasmissione dati di 20 volte rispetto ad una 
CPU di fascia alta e di oltre 4 volte nelle applicazioni con latenza ridotta 
al di sotto di due millisecondi, se confrontata con acceleratori a funzione 
fissa come le GPU di fascia alta. Inoltre, le schede di accelerazione Alveo 
riducono la latenza di 3 volte rispetto alle GPU. 

Le schede Alveo sono supportate da un ecosistema costituito dai partner e dagli 
OEM che hanno sviluppato e qualificato applicazioni chiave nel campo dell'IA/ML, 
della transcodifica video, dell'analisi dei dati, della modellazione del rischio finanziario, 
della sicurezza e della genomica. 




Contenitori ermetici IPóó 
per applicazioni industriali 

Hammond Electronics realizza diverse famiglie di contenitori ermetici IPóó, fra cui 
quelle siglate 1554 con coperchio piatto e 1555 con coperchio "stilizzato", in ABS e 
policarbonato stabilizzato UV. 

Ottimizzati per l'uso in ambienti industriali difficili, questi contenitori sono progettati per 
alloggiare schede di circuiti stampati o componenti montati su guida DIN. La protezione di 
classe IPÓÓ è garantita da una singola guarnizione e un sistema di incastro. I formati dispo¬ 
nibili sono 23, con misure da óó x óó x 41 mm a 300 x 240 x 1 20 mm, e sono disponibili 
anche coperchi flangiati in 10 formati per garantire una maggiore sicurezza impedendo 
l'accesso al vano interno senza dover rimuovere l'intero contenitore dalla superficie alla 
quale è fissato. 

I coperchi stilizzati sono dotati di un incavo adatto per il montaggio di una tastiera a mem¬ 
brana e di adattatore per il montaggio di PCB. Per evitare eventuali problemi di corrosione, 
gli inserti della base e le viti imperdibili autoaggancianti in acciaio inossidabile del coper¬ 
chio sono localizzati al di fuori della guarnizione. 




Connettori Ethernet per applicazioni ad alta velocità 
in ambienti difficili 

Tv|jCom-l 0Gb+ è una soluzione Ethernet 10 Gb/s, Cat.óA di Amphenol Socapex che 
utilizza un guscio derivato dalla Serie III MIL-DTL-38999. 

La serie pCom è una nuova gamma di connettori Ethernet progettati per rispondere alle 
esigenze di miniaturizzazione, altissima velocità e robustezza per l'uso in ambienti difficili 
tipiche delle applicazioni militari. Questo connettore supporta infatti velocità di trasferimento 
di 10 Gb/s secondo lo standard IEEE 802.3an-2006, lOGBase-T e il guscio taglia 1 1 
della Serie III 38999 offre una resistenza ambientale simile a quella della Serie III MIL-DTL- 
389991. Questo componente è utilizzabile per applicazioni come quelle con video ad 
alta definizione e alta velocità, video real-time non compresso (over IP), switch Ethernet a 
10 Gb/s, sistemi di visione per veicoli blindati e terminali mobili per stazioni di ricezione 
e radio satellitari. É disponibile anche una versione a flangia ridotta per sedijam Nut che 
minimizzano lo spazio richiesto sul quadro. 


EMBEDDED 70 • NOVEMBRE • 2018 


76 








EMBEDDED I PRODOTTI 


Convertitori di precisione A/D per moduli PLC 

Analog Devices ha ampliato la sua offerta di convertitori A/D di precisione con due 
nuovi modelli multicanale da +/-10 V e 0-20 mA. Questi componenti sono stati progettati 
per semplificare l'implementazione di moduli controller a logica programma- 
bile (PLC) e sistemi di controllo distribuito (DCS). Siglati AD41 1 1 e AD41 1 2 
i nuovi convertitori offrono la disponibilità fino a otto ingressi di tensione e 
quattro di corrente che rendono questi prodotti una scelta particolarmente 
interessante per l'impiego in piattaforme riconfigurabili, grazie anche alle 
riduzioni in termini di dimensioni, complessità e costi ottenibili. AD41 1 1 
e AD41 12 possono accettare tensioni d'ingresso di +/-10 V e offrono un 
intervallo funzionale di +/-20 V, aggiungendo un margine supplementare 
ai +/-10 V nominali. Possono inoltre accettare correnti da -0,5 a 24 mA. I 
valori massimi assoluti sono di +/-50 V sui pin di tensione e di +/-50 mA su 
quelli di corrente. AD41 1 1 offre inoltre la funzionalità "open-wire" che rileva 
quando un sensore esterno o una sorgente di segnale si scollegano dall'in¬ 
gresso del sistema, su tensioni d'ingresso di +/-10 V e con alimentazione 
singola a +5 V o +3,3 V. 





Nuova versione USB del suo sensore ambientale per loT 

Omron Electronic Components Europe ha realizzato una nuova versione USB del 
suo sensore ambientale multifunzione per sistemi loT che consente ai progettisti di monitorare 
sette diversi parametri. Il dispositivo 2JCIE-BU01 offre infatti più funzioni in 
un'unica unità e dispone di memoria interna e di connettività tramite co¬ 
municazione con tecnologia beacon. Le dimensioni sono di 14,9 x 29,1 
x 7 mm ed è in grado di monitorare temperatura, umidità, luce, pressio¬ 
ne barometrica, rumore, attività sismica e qualità dell'aria (gas VOC). Il 
sensore può accumulare dati per una durata di circa tre mesi (sulla base 
di una frequenza di una comunicazione ogni cinque minuti) e connettersi 
con più dispositivi, come nel caso degli smartphone, via Bluetooth 5.0. Le 
potenziali applicazioni comprendono il monitoraggio e il controllo di spazi 
industriali e per gli uffici per rendere più confortevole l'ambiente di lavoro. 

I moduli sono adatti anche per applicazioni domestiche e outdoor. 

Nuovo player fanless per digitai signage 

Arbor Technology ha annunciato il player 4K per digitai signage ELIT-1050. Il dispo¬ 
sitivo è basato sulla CPU Intel Braswell Celeron N3060 e progettato per offrire un basso 
consumo energetico, ma con una velocità di clock fino a 2,48 GHz che 

_ può essere mantenuta per lunghi periodi. 

ELIT-1050 è caratterizzato da un design senza ventola e un profilo par¬ 
ticolarmente sottile (141 x 107 mm) che consente una facile installazio¬ 
ne mediante installazione a standard VESA. Il nuovo player dispone di 
dual-HDMI per display 4K/Ultra HD, che lo rende adatto a una vasta 
gamma di applicazioni tra cui pannelli pubblicitari, applicazioni retail, 
chioschi multimediali e altre. ELIT-1050 ha una memoria flash eMMC 
da 32 GB integrata e due Socket DDR3L SO-DIMM a 204 pin che 
supportano fino a 8 GB di SDRAM a 1.600 MHz. L'unità offre una 
porta RS232 micro-B half duplex, quattro porte USB 3.0, una USB 2.0 Micro-B e due RJ- 
45. Inoltre, per il supporto del bus di espansione è presente uno slot mini-PCIe full-size con 
socket SIM per un modulo 3G o mSATA e un altro slot mini-PCIe half-size per un modulo 
WiFi e Bluetooth opzionale. 
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Nuovi controller per touchscreen aXiom 

TouchNetix ha annunciato l'introduzione di una nuova serie di controller per touchscreen. 
Il primo è siglato aXiom AX310, supporta simultaneamente il controllo aptico e il rilevamen¬ 
to della forza ed è stato appositamente progettato per applicazioni 
industriali e automotive. I controller aXiom combinano un nuovo front 
end analogico, una funzionalità per il cambio della frequenza che 
permette di evitare i range di frequenza affetti da rumore e un DSP 
(Digital Signal Processor) proprietario che consente di effettuare micro¬ 
regolazioni della sensibilità in ogni nodo della matrice di sensori. Una 
caratteristica saliente di questa architettura è l'elevato valore del rap¬ 
porto tra segnale e rumore (SNR) pari a 80 dB che assicura, fra l'altro, 
un rilevamento tattile affidabile su più punti anche in presenza di rivesti¬ 
menti molto spessi, inclusi materiali acrilici di spessore superiore a 10 
mm, o caratterizzati dalla presenza di un air gap (interspazio d'aria) 
nello stack, oppure quando l'utente indossa i guanti. 



Nuova versione di Comsol Multiphysics 

Comsol ha rilasciato la versione 5.4 di Multiphysics, un software integrato per la model¬ 
lazione e simulazione di temi fisici e per la costruzione di app. Oltre 
a due nuovi prodotti, la nuova versione offre miglioramenti nelle pre¬ 
stazioni e nuovi strumenti di modellazione. La prima novità è Comsol 
Compiler che consente di creare app indipendenti con Comsol Mul¬ 
tiphysics. Le app compilate comprendono Comsol Runtime e quindi 
è possibile distribuirle senza costi aggiuntivi legati a una licenza. La 
seconda novità è costituita dal Composite Materials Module che offre 
strumenti di modellazione a chi lavora con materiali compositi. La 
versione 5.4 di Comsol Multiphysics porta anche diversi miglioramenti 
dal punto di vista della produttività grazie anche a uno schema aggior¬ 
nato di allocazione per la memoria. L'AC/DC Module, inoltre, offre 
una nuova part library con avvolgimenti e nuclei magnetici compieta- 
mente parametrici e pronti all'uso, mentre il CFD Module comprende 
ora large eddy simulation (LES) e strumenti di simulazione aggiornati 
per i flussi multifase. 

Amplia la gamma di encoder assoluti 

Il Motion Group di CUI ha aggiunto modelli multigiri alla famiglia di encoder assoluti 
AMT21. La serie multi-turn AMT21, oltre alle informazioni a 1 2 o 14 bit relative alla posizio¬ 
ne assoluta, implementa un contatore a 14 bit del numero di giri effettuati. 

Grazie alla presenza di questo contatore supportato da una batteria 
di backup, è possibile mantenere il tracking della posizione anche 
in assenza di alimentazione. La serie AMT21 utilizza una tecnologia 
capacitiva ASIC brevettata ed è caratterizzata da una lunga durata e 
alta precisione. Guesti componenti, infatti, sono immuni dalle conta¬ 
minazioni di sporcizia, polvere e olio. La precisione è di ±0,2 gradi 
meccanici, mentre la gamma di temperature supportare è compresa 
tra -40 e +105 °C. Il consumo è di 8 mA a 5 V e il package utilizzato 
è provvisto di locking hub che ne facilita l'installazione. La natura digi¬ 
tale della serie AMT21 permette di configurarne l'allineamento tramite 
'interfaccia utente AMT Viewpoint GUI di CUI oppure il protocollo 
RS-485 dell'encoder. 
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Virtualizzazione sicura per i processori i.MX 8 e 8X di NXP 

Green Hills Software ha esteso il supporto per la virtualizzazione sicura ai processori 
applicativi NXP serie i.AAX 8 e 8X. La sua soluzione Integrity Multivisor può essere usata dai 
produttori di sistemi critici per il settore automotive e industriale per far funzionare sullo stesso 
processore i.MX 8 sia le applicazioni critiche, sia i sistemi operativi 
consumer, all'interno di partizioni sicure. 

Diventa possibile quindi progettare una piattaforma scalabile a cri¬ 
ticità mista, mediante la quale realizzare soluzioni destinate a sup¬ 
portare funzionalità di fascia bassa, media o alta. Inoltre, questa 
piattaforma combinata riduce i costi dell'hardware e semplifica la 
complessità del software. 

Analogamente le capacità di virtualizzazione sicura consentono il 
consolidamento di più funzionalità nei sistemi industriali, facendo co¬ 
esistere i sistemi operativi consumer utilizzati dalle interfacce uomo- 
macchina (HMI) con le applicazioni critiche certificate secondo lo 
standard industriale IEC 61508. 

Connettori industriali con passo a 2 mm 

La nuova serie di connettori M225 di Harwin è formata da componenti in configurazione 
a doppia fila di contatti con passo di 2 mm progettati per l'impiego in applicazioni industria¬ 
li fra cui quelle per l'automazione in fabbrica e apparecchiature di processo, azionamenti 
industriali, robotica, strumentazione di monitoraggio e collaudo, apparecchiature di collau¬ 
do portatili e controlli per automazione industriale. 

Per le principali caratteristiche, i connettori della serie M225 sono in 
grado di resistere a vibrazioni di intensità pari a 1 0G per un periodo 
di 6 ore, possono operare nell'intervallo di temperatura compreso tra 
-55 °C e +1 25 °C e supportano 50 cicli di accoppiamento. Ogni 
contatto maschio realizzato in lega di rame stagnato può trasportare 
una corrente nominale di 3,3 A (3 A quando tutti i contatti sono ca¬ 
ricati simultaneamente), mentre la resistenza di contatto è pari a 25 
mQ (max.) 

L'elevata robustezza, che garantisce una lunga durata operativa, è 
ottenuta grazie anche alle custodie realizzate in PPS (solfuro di polife- 
nilene) rinforzato con fibre di vetro, con una resistenza di isolamento 
minima di 100 MQ che assicura l'integrità del segnale su base con¬ 
tinuativa. 





Risonatore MEMS a 32,768 kHz compatto 

Murata ha annunciato l'introduzione di nuovi risonatori MEMS a 32,768 kHz particolar¬ 
mente compatti (le dimensioni sono di 0,9 x 0,6 x 0,3 mm). I risonatori della linea WMRAG 
assicurano un'elevata stabilità in frequenza con una deriva in temperatura < 160 ppm sull'in¬ 
tero intervallo di temperature operativa compreso tra -30 e 85 °C. Grazie anche al ridotto 
valore ESR, pari a 75 kQ, il nuovo risonatore può generare segnali del clock di riferimento 
stabili diminuendo il guadagno del circuito integrato. L'accuratezza in frequenza iniziale è 
pari a ±20 ppm, un valore del tutto paragonabile a quello dei risonatori a cristalli. 

Un condensatore di capacità pari a 6,9 pf integrato permette di ridurre il numero di com¬ 
ponenti necessari. 

La nuova serie WMRAG permette di ridurre in modo significativo dimensioni e consumi di 
dispositivi indossabili e per applicazioni loT. La produzione in volume di questi nuovi risona¬ 
tori è prevista per il mese di dicembre. 
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Presentato KUBE-3100 

Mitwell un'azienda di Portwell, ha annunciato KUBE-3100, una piattaforma fanless che 
implementa i più recenti processori Atom di Intel. Questo box PC rugged utilizza infatti gli 
Atom N3350 e fino a 8 GB di memoria DDR3L 1 866. Il sistema integra inoltre la grafica 
Intel Gen9 con 1 8 unità di esecuzione e supporta fino a tre display indipendenti ad alta 
risoluzione (4K) tramite due porte DP e una LVDS. KUBE-3100 è dotato di una serie complete 
di interfacce, compresa quella M.2 Key-B per unità SSD e mini-PCIe con mSATA. L'interfaccia 
mini-PCIe permette anche di implementare la connettività wireless come Wi-Fi, Bluetooth, 
NFC (near-field communication) e funzionalità LTE/GPS. Il sistema ha un TDP inferiore a 1 2 
W, e quindi non sono necessarie ventole per il raffreddamento, e può essere alimentato con 
tensioni di 24 VDC+/- 20%.Le dimensioni di KUBE-3100 sono di 158 x 145 x 49 mm, 
che ne permettono l'uso per applicazioni come per esempio chioschi multimediali, digitai si- 
gnage, image processing, ma anche per applicazioni medicali e di automazione industriale. 


Regolatore buck-boost con footprint DOSA mode in Europe 



RBB10 è un nuovo modulo regolatore buck-boost non isolato da 4 A di Recom. Questo 
convertitore è caratterizzato da un footprint DOSA, ha un profilo estremamente basso per 
applicazioni dove lo spazio è critico e può fornire in modo affidabile tensioni 
di uscita regolate da un'ampia gamma di tensioni di ingresso. Grazie alla 
modalità di funzionamento buck-boost, accetta tensioni di ingresso superiori, 
uguali o inferiori alla tensione di uscita regolata. La transizione dalla modalità 
buck a boost è graduale e senza interruzioni sull'output. Il modulo raggiunge 
un'efficienza fino al 96%, che gli consente di funzionare a pieno carico a 
temperature ambiente fino a 85 °C senza raffreddamento ad aria forzata. Tutte 
queste caratteristiche rendono questo convertitore una soluzione interessante per 
molte applicazioni come i rigeneratori di tensione USB, i convertitori da 3,3 V a 
5 V e i regolatori per batterie agli ioni di litio oppure per supercondensatori. RE¬ 
COM ha anche sviluppato una scheda di valutazione per testare rapidamente e 
facilmente questi moduli. I campioni di RBBlOe i relativi prezzi per gli OEM sono disponibili 
tramite i distributori autorizzati oppure direttamente da Recom. 



Usare le flash NAND anche per applicazioni safe-critical 

La gamma di prodotti di HCC Embedded (disponibili in Italia da Fenway Embedded 
Systems) è stata ampliata con l'aggiunta del controllo deterministico dell'esecuzione alla 
sua soluzione SafeFTL per NAND. Per la realizzazione di sistemi altamente affidabili sono 
state usate in passato principalmente memorie di tipo flash NOR, ma recentemente gli svi¬ 
luppatori stanno integrando in questi sistemi, in cui le informazioni devono essere disponibili 
con tempistiche prevedibili, memorie di tipo flash NAND. Un FTL (Flash Translation Layer) 
permette, appunto, di gestire un array di memoria flash NAND per creare un'interfaccia 
logica utilizzabile dal software. Questa gestione fail-safe si occupa di diversi aspetti, come 
per esempio il wear leveling oppure il bad block handling. Uno degli inconvenienti degli 
FTL però è la possibilità che ci siano degli stalli, per un certo periodo di tempo, soprattutto 
in presenza di carichi di lavoro elevati. Utilizzando SafeFTL di HCC gli sviluppatori possono 
ottenere un funzionamento stabile e prevedibile anche con memorie come le flash NAND. 
L'FTL deterministico di SafeFTL consente infatti all'host o al sistema di sicurezza di sapere con 
esattezza quanto tempo impiegano le operazioni e di reagire di conseguenza eseguendo 
le attività di pianificazione in modo appropriato o eseguendole in più passaggi. Il sistema 
host ottiene le informazioni dall'FTL sul tempo necessario per un'operazione sulle memorie 
flash e può pianificare un intervallo di tempo appropriato oppure può distribuire operazioni 
complesse su più time slot, lasciando la memoria flash NAND accessibile ad altri task. 
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Due nuove serie di batterie al litio 

Murata ha aggiunto due nuove serie alla sua gamma di batterie a bottone al litio, rispetti¬ 
vamente costituite da versioni “high drain" (a elevato assorbimento) e da modelli funzionanti 
in un intervallo esteso di temperatura. I nuovi modelli ad alta corrente, disponibili nei formati 
CR2032 e CR2450 con tensione nominale di 3 V e contraddistinti dal suffisso "R", sono 
caratterizzati da una corrente di scarica impulsiva massima di 50 mA (per 
3 secondi a una tensione di 2 V o superiore, al 50% della capacità 
nominale e a una temperatura di 23 °C). 

Questi modelli sono un soluzione particolarmente interessante per 
l'uso con dispositivi di comunicazione usati nelle reti LPWAN come 
LoRa e SIGFOX che richiedono correnti di picco elevate. I nuovi 
modelli operanti nell'intervallo di temperatura esteso, contrasse¬ 
gnati dal suffisso "X", sono invece disponibili nei formati CR2032, 
CR2450, CR2477 e CR3677 e possono operare nell'intervallo di 
temperatura compreso tra -40 e +85 °C (mentre per i modelli standard il 
range di temperatura va da -30 a +70 °C). Queste versioni sono più adatte a soddisfare 
i requisiti dei componenti elettronici utilizzati in ambiente gravosi come quello automotive. 

Un nuovo chipset per alimentatori buck-boost automotive 

ROHM ha recentemente annunciato la disponibilità di un chipset per 
alimentatori con configurazione buck-boost che permette di fornire un de¬ 
sign comune abbinando il funzionamento dell'alimentatore sia in modalità 
buck che in modalità buck-boost in una singola scheda. 

Il chipset integra un convertitore buck CC/CC con funzionalità boost 
(BD8P250MUF-C) e un circuito integrato boost dedicato (BD90302NUF- 
C). Il chip primario (BD8P250MUF-C) utilizza la tecnologia buck-boost 
di controllo Quick Buck Booster, di ROHM. Il risultato è un consumo di 
corrente senza carico pari a 8 uA, e una fluttuazione della tensione di 
uscita di ±100 mV, utilizzando una capacità di uscita di 44 uF (grazie 
al consumo di corrente minore del 70% e alla capacità di uscita minore 
del 50% rispetto ai prodotti convenzionali). Questa soluzione contribuisce 
al miglioramento della stabilità e dei risparmi energetici in applicazioni 
in cui si verificano significativi cali della tensione di ingresso in un breve periodo di tempo, 
come per esempio nei sistemi start-stop per veicoli. 

Convertitori DC-DC bidirezionali per energy Storage 

EZAl 1K-320240 è la sigla di un nuovo convertitore bidirezionale di tensione DC-DC di 
TDK-Lambda. Questa unità 1 U è particolarmente interessante per l'uso in sistemi di ener¬ 
gy Storage tipici della produzione di energia da fonti energetiche alternative. La potenza è 
di 1 1 kW e il sistema di controllo digitale permette di cambiare automaticamente il senso 
della conversione, da sorgenti ad alta tensione a 240 V-400VDC alimentate, per esempio, 
da energia solare o eolica, a batterie a 150 V-300VDC e viceversa. Altre 
applicazioni includono test di batterie, impianti HVDC e utilizzo di ener¬ 
gia rigenerata da parte di robot, gru, veicoli terrestri autonomi e ascenso¬ 
ri. L'unità ha una elevata densità di potenza e si possono connettere fino 
a cinque convertitori in parallelo. L'utilizzo di tecniche di controllo digitali, 
l'impiego di MOSFET realizzati con tecnologia SiC e l'uso di tecnologie 
che permettono una bassa dispersione permettono a questi convertitori di 
raggiungere un'efficienza fino a! 95% 

Il prodotto ha una garanzia di cinque anni. 
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